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Einstellbarer Teiler fir noch kleinere Bauteile: 0,5 -19

- Die neuen Modelle sind u.a. mit Barcodeleser Eingang,
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o Editorial eSS

Liebe Leserin, lieber Leser,

in den deutschen Chefetagen ist die Stimmung so gut
wie noch nie in diesem Jahr, denn eineinhalb Jahre
Rezession scheinen in Europa erst einmal vorbei zu sein.
Die Konjunktur hélt wieder Einzug und es bleibt zu hoffen,
dass die sich zuspitzende Lage in Syrien die
Unsicherheit im Unternehmerlager nicht wieder

wachsen lasst.

Bei welchen Anwendungsgebieten ist nun in Zukunft

ein Wachstum in der Mikroelektronik zu erwarten?
Wenn man mal die unterschiedlich tiefen Einbriiche,
verursacht durch Krisen, aulSen vor Iasst und sich auf
die Langzeittrends konzentriert, dann fallen vor allem die
Kfz-Elektronik und die Konsumelektronik positiv auf.

Die Automobilindustrie bleibt in Europa auf absehbare Zeit
das Zugpferd der Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik.
Zukiinftige Szenarien wie die der vollstandig elektronischen
Steuerung von Fahrzeugen, der Einzug von Fahrerassistenz-
systemen in das Cockpit oder die Vernetzung der Fahrzeuge
untereinander sprechen fir diesen Trend.

Zum lukrativen Wachstumsmarkt entwickelte sich die Medizin-
technik. Hier sehe ich groBe Chancen. Die heutige, moderne
Medizin des 21. Jahrhunderts wére ohne hochkomplexe
Mikroelektronik kaum noch vorstellbar.

Ein besonders grofles Augenmerk liegt fir Deutschland als
Exportland wohl aber nach wie vor auf der Industrieelektronik.

Last but not least: Um sich einen Uberblick zu den aktuellen
und zukiinftigen Trends in der Elektronikfertigung zu
verschaffen, lohnt sich in jedem Fall ein Besuch der
Productronica 2013 in Miinchen. Sie hat sich in den letzten
20 Jahren als herausragender Treffpunkt nationaler und
internationaler Marktftihrer und Newcomer etabliert.

Wir sehen uns!

Heinrich Liideke
President & CEO PacTech GmbH
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Beriihrungsloser
und automatischer
Bauelementezahler

Der EMS-Dienstleister
Elektron présentiert auf
der productronica im
November eine Innova-
tion, mit der es moglich
ist, bertihrungslos und
automatisch die exakte
Anzahl von SMD-Baue-
lementen in Gebinden zu

ermitteln.

28

VerschleiBarme Priifstecker

zum Testen von Standardanschliissen

Engmatec bietet vielfaltige Steckernachbildungen als Priifstecker an, die
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Geregeltes Laserloten:
Nutzen Laserloten fiir
den Anwender

Die Unternehmen DILAS
und EUTECT haben ein
Verbindungsprozessmodul
mit dem Fokus auf Prozess-
sicherheit, Beherrschbar-
keit und Prozessdatenerfas-
sung entwickelt: Das Ver-
bindungsprozessmodul
~SWE-LL*. 16
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Reinigen in der
Elektronikfertigung

Steigende Anforderungen an die
Zuverlassigkeit, die weiter fortschrei-
tende Miniaturisierung und nicht
zuletzt eine wachsende Zahl von Aus-
fallen von in Noclean-Prozessen
gefertigten elektronischen Baugrup-
pen lassen die Reinigung in der Elek-
tronikfertigung wieder zu einem zen-
tralen Thema werden. Fiir den opti-
malen Reinigungsprozess bietet die
Industrie unterschiedliche

Losungen, zu sehen auf der parts-
2clean. 32

Boundary Scan
Neuheiten auf der
productronica

Mit JTAG ProVision erzeu-
gen und validieren Kunden
auf komfortable Art verschie-
denste JTAG-Anwendungen.
Diese zukunftsweisende,
intuitive Entwicklungsumge-
bung beinhaltet automatische
Generatoren fiir zahlreichen
Testapplikationen und
In-System-Programmier-Auf-
gaben. 36

Neuer Vakuum-Trocken-
schrank

Die Vakuum-Trockenschranke
von Binder bieten durch ein
innovatives Steuerungskonzept
maximalen Probenschutz.
Dieses sichert ein {iberschwin-
gungsfreies Einregeln tiber den

gesamten Temperaturbereich High End-Lasercutter fiir Kunststofffolien
und beinhaltet einen .
Temperaturwahlbegrenzer, einen und Bedienelemente

Multi-Programm-Controller Die Firma eurolaser hat speziell fiir den Zuschnitt von Folien konfigu-
und eine Kommunikations-

schnittstelle. 36 rierte Lasersysteme entwickelt. Um die Flexibilitdt weiter zu erhohen,
’ lassen sich auf den modularen Systemen auch mechanische Werkzeuge

. des Schweizer Herstellers Ziind nutzen. 51
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Hochstauflosende Mikroskopie aus dem Baukasten

Piezobasierte Scantische fiir exakte Probenpositionierung und -messung

ye'

Dipl.-Physiker Gernot Hamann,
Business Development
Manager fiir Mikroskopie

bei Physik Instrumente (PI)
und Ellen-Christine Reiff, M.A.,
Redaktionsbiiro Stutensee

Bild 1: Die modular aufgebauten Mikroskopiesysteme aus dem
Hause WiTec ermadglichen es beispielsweise, ein konfokales
Ramanmikroskop bei Bedarf mit Rasterkraft-Mikroskopie zu
kombinieren (AFM). Alle Bilder WiTec/ Physik Instrumente (PI)

In Life-Sciences, der che-
misch-pharmazeutischen Ana-
lytik oder auch in den moder-
nen Materialwissenschaften rei-
chen klassische mikroskopische
Verfahren hinsichtlich optischer
Auflésung oder Informations-
gehalt nicht mehr aus. Daher
kann es oft sinnvoll sein, unter-
schiedliche Methoden miteinan-

der zu kombinieren, um mog-
lichst umfangreiche Informati-
onen iiber eine Probe zu erhal-
ten. Modular aufgebaute, hoch-
auflésende Mikroskopsysteme
erschlieflen hier interessante
Moglichkeiten, da sich unter-
schiedliche Mikroskopiever-
fahren wahlweise einzeln oder
in Kombination nutzen lassen.

Fir die in jedem Fall notwen-
dige, hochgenaue und dyna-
mische Probenpositionierung
sorgen piezobasierte Scantische,
die sich dank ihrer kompakten
Bauweise gut in die Mikroskope
integrieren lassen.

Die héchstauflosenden Mikro-
skopiesysteme von WITec sind
modular aufgebaut (Bild 1).
Dadurch ist es beispielsweise
moglich, ein konfokales Raman-
mikroskop bei Bedarf mit
Rasterkraft-Mikroskopie zu
kombinieren (AFM). Das glei-
che Gerit kann dann molekulare
Raman- und strukturelle AFM-
Informationen derselben Pro-
benregion liefern und in Zusam-
menhang bringen. Fiir hochauf-
losende optische Informationen
lasst sich das Mikroskop auch
zusétzlich noch mit Nahfeld-
mikroskopie (SNOM) ausstat-
ten. Dadurch sind ganz nach
Bedarf der jeweiligen Anwen-
dung préazise optische, topogra-
fische und molekulare Analysen
moglich, von denen die unter-
schiedlichsten Anwendungsbe-
reiche profitieren. Das Einsatz-
spektrum der modular aufge-
bauten Hochprizisionsmikro-
skope reicht von der pharmazeu-
tischen Forschung und Lebend-
zell-Untersuchungen iiber Nano-
photonik, Forensik bis hin zu
Analysen in Photovoltaik- oder
Halbleitertechnik.

Nahaufnahmen unterhalb der
Beugungsgrenze

Die optische Nahfeldmi-
kroskopie (Scanning Near
Field Optical Microscopy oder
SNOM) erlaubt die Abbildung
von wesentlich kleineren Struk-
turen, als es mit der konventio-
nellen Mikroskoptechnik mog-
lich ist (Bild 2), denn bei Letzte-
ren ist die Auflosung durch Beu-
gungseffekte am Objektiv auf
rund die Hilfte ihrer Strahlungs-
wellenlange begrenzt. Anders bei
SNOM: Hier koppelt eine Glas-
faser Laserlicht in eine innen
hohle Messspitze. Das Licht tritt
an der Spitze durch eine winzige
Offnung aus, die einen Durch-
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Bild 2: Fiir hochaufldsende optische Informationen ldsst sich das
Mikroskop auch zusdtzlich mit Nahfeldmikroskopie (SNOM) ausstat-
ten. Dies erlaubt die Abbildung von wesentlich kleineren Strukturen,
als es mit der konventionellen Mikroskoptechnik maglich ist.

messer von weniger als 100 nm
hat. Wird die Offnung der Mess-
spitze in geringen Abstand zur
Probenoberfliche gebracht, lasst
sich so ein Spot deutlich unter-
halb der Beugungsgrenze klas-
sischer Mikroskopie beleuchten.
Bis zu ca. 60 nm laterale Auflo-
sung sind erzielbar, wihrend
der Wert bei konfokaler (Licht-)
Mikroskopie iiblicherweise zwi-
schen etwa 200 - 300 nm liegt.

Die Probe wird dann Punkt
tiir Punkt abgerastert, dazu wird
sie unter der Messspitze von
einem piezogetriebenen, hoch-
auflosenden Scantisch verfahren.
An jeder Position nimmt die im
Mikroskop integrierte Kamera
die ankommende Lichtinten-
sitdt auf und speichert diesen
Wert zusammen mit der Posi-
tionsinformation. Daraus wird
dann das Bild zusammengesetzt.
Auflosung und Genauigkeit des
Bildes sind auch von der Positi-
oniergenauigkeit und -Stabilitét
des Scantisches abhingig.

Informationen iiber die
Oberflachentopologie

SNOM liefert gleichzeitig auch
Informationen zur Oberfldchen-
topologie: Da der Abstand zwi-
schen Messspitze und Oberfli-
che konstant gehalten werden
muss und praktisch keine Ober-
fliche wirklich eben ist, muss
die Probenposition in z-Rich-
tung nachgeregelt werden. Diese
Aufgabe tibernimmt ebenfalls
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der Scantisch. Dieses Nachre-
geln der z-Position liefert topo-
logische Informationen zusitz-
lich zum optischen SNOM-Bild.
Die z-Aufl6sung der Topografie-
informationen ist ungefahr mit
AFM vergleichbar. Die laterale
Auflosung liegt bei
circa 100 nm.

Auch beim AFM-
Verfahren wird die
Messspitze zeilen-
weise in einem defi-
nierten Raster iiber
die Probenoberfli-
che gefithrt. Gemes-
sen werden Krifte
zwischen einer sehr
diinnen Messspitze
und der Objekto-
berfliche, die dann
Aufschluss iiber die
Topografie der Ober-
flache geben. Zudem
kénnen Probeneigen-
schaften wie Adhi-
sion, Steifigkeit oder
Viskositdt bestimmt
werden. Das laterale
Auflésungsvermogen
liegt bei 10 nm und
darunter. Auch hier
wird die Position der
Probe in Richtung der
z-Achse nachgere-
gelt. Die Variation der

Keonfokales Raman Image
ven Zellulese-Fasern

AFM Topographie

Bild 3: Die Rasterkraft-Mikroskopie AFM liefert prizise
Informationen iiber die Oberflichentopologie.

hochprizisen Topografie-Infor-
mationen der Proben (Bild 3).

Der chemische Fingerabdruck

Die Ramanmikroskopie
basiert auf einem konfokalen,
optischen Mikroskop, kombi-

AFM Topographie

niert mit einem Ramanspek-
trometer. Bei einem konfoka-
len System werden Blenden ver-
wendet, um Licht auflerhalb der
Fokusebene des Mikroskops zu
unterdriicken. Somit erhilt man
nur Licht-Information aus der

AFM Phase

z-Position zusammen
mit den fiir die Orts-
auflésung relevanten
x- und y-Koordina-

ten liefern dann die kénnen.

Bild 4: Das Raman Image einer Papieroberfliche. Ramanspektren sind fiir jede
Molekiilart wie ein spezifischer Fingerabdruck, sodass in der Probe vorhandene
chemische Substanzen fiir jeden Bildpunkt identifiziert und dargestellt werden
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Bild 5: Topografie eines PEET-PET-Polymerfilms auf einem Glassubstrat mit einem AFM aufgenommen (links) sowie das Ramanspektrum (rechts)
und die Falschfarbendarstellung des Ramanbildes (Mitte).

Fokusebene, die zum Spektrome-
ter weitergeleitet wird. Im Spek-
trometer wird dieses Licht spek-
tral aufgetrennt und detektiert.
Die Probe wird Punkt fiir Punkt
und Linie fiir Linie gescannt.
Die laterale Auflosung liegt bei
grilnem Anregungslicht bei ca.
200 nm. Bei der Messung wird
fiir jeden Bildpunkt ein kom-
plettes Ramanspektrum aufge-
nommen. Diese Ramanspektren
sind fiir jede Molekiilart wie
ein spezifischer Fingerabdruck,
sodass die chemischen Bestand-
teile einer Probe fiir jeden Bild-
punkt identifiziert und deren
Verteilung in der Probe darge-
stellt werden konnen (Bild 4).
Kombiniert man das Raman
Imaging mit AFM hat man
sowohl hoch aufgeldste topo-
grafische als auch molekulare
Informationen iiber die Pro-
benoberfliche. Da die entspre-
chenden Bilder nacheinander
aufgenommen und dann iber-
lagert werden (Bild 5), sind die
Anforderungen an den Scan-
tisch extrem hoch. Schlief3lich
ist die prézise Positionierung in
allen drei Achsen Voraussetzung
fiir die Genauigkeit des Bildes.

Positionieren mit hochster
Auflosung und Dynamik

Die Auflosung muss im Sub-
Nanometerbereich liegen, da
das beim Scannen eingesetzte
Positioniersystem die Ortsauflo-
sung liefert. Gleichzeitig sind die
Anforderungen an die Dynamik
hoch, denn je schneller die Topo-
graphienachfiihrung in z-Rich-
tung erfolgt, desto schneller ist

8

auch die Positionierung in x-
und y-Achse méglich. Das ver-
kiirzt nicht nur die Messdauer,
sondern reduziert auch even-
tuell vorhandene Temperatur-
Driften, die sich zeitabhéingig
vergroflert. Eine hohe Dynamik
kommt damit auch der Genau-
igkeit zugute.

Bei der Positionierung ent-
schied sich WITec aus diesen
Griinden fiir einen piezobasier-
ten Scantisch (Bild 6) von Phy-
sik Instrumente PI Er ist aus-
gelegt fiir Verfahrwege von 100
oder 200 pm in den Achsen der
Scanebene und 30 um in Rich-
tung der z-Achse, erméglicht
eine Positionsauflosung besser
als 2 nm und bietet damit beim
Einsatz in den modular aufge-
bauten Mikroskopen fiir alle
drei Verfahren beste Vorausset-
zungen. Diese sehr hohe Bewe-
gungsauflosung ist nur méglich,
weil es bei der Bewegung der
Piezoantriebe keine klassischen
mechanischen Komponenten
gibt, die Reibung oder mecha-
nisches Spiel besitzen.

Kapazitive Sensoren und
Digitalelektronik sorgen fiir
Stabilitat

Die Stabilitdt bzw. Bahngenau-
igkeiten wahrend des Scans ist
vor allem beim Raman Ima-
ging in Kombination mit AFM
wichtig, da die Messungen hier
durchaus einige Minuten dau-
ern und auftretende Drift die
Aufnahmen verzerren wiirden.
Zusitzlich erhoht die aktive Fiih-
rung mit Hilfe kapazitiver Sen-
soren die Bahntreue: Die Sen-

soren messen eventuelle Abwei-
chungen in der zur Bewegungs-
richtung senkrechten Achse. Ein
ungewolltes Ubersprechen der
Bewegung (z.B. durch externe
Krafteinwirkung oder mecha-
nisches Ubersprechen) in eine
andere Achse kann so detek-
tiert und in Echtzeit aktiv aus-
geregelt werden.

Die dafiir notwendige Steu-
erung {ibernimmt ein digitaler
Controller. Er ist speziell auf
den piezobasierten Scantisch
abgestimmt und garantiert
auch im dynamischen Betrieb
eine gute Linearitdt. Die Digi-
talelektronik arbeitet aufler-
dem mit hoher Taktrate, denn
sie ist entscheidend fiir genaue
Zuordnung der Positionswerte

des Scanners und der Aufnah-
mekamera. Wire sie zu lang-
sam oder ungenau, gibe es bei
der Zuordnung Auflésungsver-
lust und Verzerrungen (Jitter).
Das piezobasierte Scansystem
iibernimmt damit eine wesent-
liche Rolle in den Hochprézisi-
onsmikroskopen. Dass er sich
dank seiner kompakten Abmes-
sungen gut integrieren lief, kam
der beschriebenen Anwendung
natiirlich ebenfalls entgegen,
schliefllich ist der Einbauplatz
gerade bei Mikroskopen immer
knapp bemessen.

» Physik Instrumente (PI)
GmbH ¢ Co. KG
info@pi.ws
WWW.pi.ws

Bild 6: Bei der Probenpositionierung iibernimmt der piezobasierte
Scantisch eine Schliisselrolle. Er ist ausgelegt fiir Verfahrwege

von 100 oder 200 pm in den Achsen der Scanebene und 30 ym in
Richtung der z-Achse, erméglicht eine Positionsauflosung besser als
2 nm. Kapatzitive Sensoren und Digitalelektronik sorgen fiir hochste

Stabilitdt.
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VerschleiBarme Priifstecker
zum Testen von Standardanschliissen

Sowohl in der Unterhaltungs-
elektronik als auch im industri-
ellen Bereich finden sich prak-
tisch in jedem Gerit Schnittstel-
len, die im Produktionsprozess
getestet werden miissen. Eng-
matec bietet vielfaltige Stecker-
nachbildungen als Priifstecker
an, die speziell fiir industrielle
Tests entwickelt wurden. Diese
gibt es fiir den Test an allen gin-
gigen Standardanschliissen, die

in der herstellenden Industrie
und im Consumer-Electronic-
Bereich verbreitet sind. Sei es
in der Unterhaltungselektronik,
der Autoindustrie, Medizintech-
nik oder Haushaltstechnik, im
Telekommunikations- oder PC-
Bereich - Anschlisse wie USB,
HDMI, RJ45, eSata etc. sind nir-
gends wegzudenken.

Um die Zuverléssigkeit von
Produkten oder Baugruppen

B Nutzentrennen

zu garantieren, sind Tests wéh-
rend des Produktionsprozesses
erforderlich.

Zur Durchfiihrung dieser
Prifungen werden die Pro-
dukte vom Testsystem iiber die
eingebauten Schnittstellen mit
den Steckern kontaktiert, wobei
natiirlich auch die Buchsen selbst
auf ihr einwandfreies Funktio-
nieren getestet werden. Durch
héiufiges Ein- und Ausstecken

Qualitatssicherung cosssssssEEEE———————

von Steckern éndert sich deren

Kontaktwiderstand, so dass

tibliche Originalstecker hierfiir
nicht geeignet sind. Daher sind

zur automationstauglichen Kon-
taktierung spezielle Priifstecker
notwendig. Die Steckernachbil-
dungen der Firma Engmatec sind

fiir die Verwendung in Priifan-
lagen konzipiert und gewahrlei-
sten eine zuverldssige und ver-
schleiflarme Kontaktierung der
Steckverbindungen.

Fazit

Alle Engmatec-Priifstecker
sind fiir die Anwendung bei
Funktionstests wahrend der
Produktion und fiir End of Line
Tests entwickelt worden und fiir
sehr hohe Steckzyklen geeignet.
Je nach Schnittstelle sind bis zu
200.000 Steckzyklen méglich.
Die Stecker konnen sowohl fiir
den Test von Male- als auch
Female-Anschliissen verwen-
det werden.

Wir stellen aus:
Productronica:
Halle A1, Stand 459.

» ENGMATEC GmbH
www.engmatec.de

B Sonderbestiickung B Einpresstechnik
B Transportlésungen B Prozessintegration M Prozess-Software
B Testautomatisierung ™ Test B Feeder

m Markieren

YOUR FACTORY AUTOMATION PARTNER WORLDWIDE



HeiRer Draht

Innovatives Bildverarbeitungssystem mit AVT Digitalkameras misst mikroskopische
Bonddrahtverbindungen mit uniibertroffener Prézision.

Bild 1: p-Precision System

Ein Bonddraht ist ein nur
wenige Mikrometer diinner
Metalldraht, der fiir Verbin-
dungen in der Mikroelektronik
eingesetzt wird. Die Drihte wer-
den maschinell tiber das soge-
nannte ,Ball-Wedge-Bond “- bzw.

~Wedge-Wedge-Bond “-Verfah-

ren mit Ultraschall verschweif3t.
Die Qualitit des Bonds sowie die
Auspriagung des Bondfufies ist
entscheidend fiir die Funktion
des gesamten elektronischen
Bauteils. Fehlt eine Bondver-
bindung bzw. ist sie fehlerhaft,
funktioniert das gesamte Pro-
dukt nicht.

Ein solches Risiko ist zum Bei-
spiel fiir Hersteller von Sensoren
fir die Automobilindustrie, wel-
che oftmals eine Sicherheitsfunk-
tion erfiillen, inakzeptabel. So
gab ein fiihrender Anbieter von
Sensortechnik den Firmen SMD
Production-Technology (SMD-
PT) und WENO den Auftrag,
eine Priifanlage zu entwickeln,
die in der Lage ist, jeden einzel-
nen Bonddraht auf jedem Sen-
sor zu kontrollieren. Im Zusam-
menhang mit der Bildaufnahme
sowie der Entwicklung von Son-
derbeleuchtungen hat die SMD-
PT desweiteren die Auswertung

10

mit der AlfaVis Software weiter-
entwickelt.

Technische Herausforderung:
Prézision im Mikrometerbereich

Bei den zu priifenden Sen-
soren werden 30 um Alumi-
niumdrihte (das menschliche
Haar hat einen Durchmesser
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von 60 - 80 um) sowohl auf dem
Chip als auch auf dem Goldpad
gebondet/verschweifit. Nach
dem Schweiflen hat der Draht
nur noch ca. 10 - 15 pym Hohe;
die Breite, sprich die Deformie-
rung, betriagt 35 um bis 60 pm,
je nach Spezifikation. Die Tole-
ranz liegt im Regelfall bei +2 -
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4 um. Anhand dieser Eckdaten
wird die technische Herausfor-
derung deutlich: Bisher gab es
keine Bildverarbeitungssysteme
auf dem Markt, welche in der
Lage waren, eine Prazision unter
100 pm zu gewahrleisten.

Ein diesen Anforderungen
entsprechendes System ent-
wickelten die Firmen WENO
und SMD-PT: Das p-Precision-
Inspektionssystem, eine einzig-
artige Priifanlage, die die bis-
her héchste Prazision am Markt
bietet. Fiir die Messung werden
die Sensoren auf einer Triger-
platine in eine 8 x 10 Matrix
gesetzt, sodass bei einem Prif-
vorgang 80 Sensoren kontrol-
liert werden. Je nach Ausfiih-
rung sind die einzelnen Sen-
soren mit 18 bis 26 Bonddrih-
ten bestiickt, die jeweils beide
Bondpositionen ,,Source“ und
»Destination® aufweisen.

Parallele Priifvorgdnge mit zwei
Kameras

Die Platine wird horizon-
tal in die Priifzelle eingefiihrt.
Diese besteht aus zwei Achsen,
auf denen sich Digitalkameras

Bild 2: Zwei AVT Guppy Kameras priifen parallel
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Bild 3: Bonddrahtverbindung

samt Beleuchtung iiber die Pla-
tine bewegen. Insgesamt ist das
System mit drei Kameras ausge-
stattet. Mit der ersten Kamera
erfolgt die Lagekorrektur tiber
Fiducialmarken, um die Posi-
tion der Platine in der Prif-
zelle, die von einem Messvor-
gang zum anderen leicht abwei-
chen kann, auszurichten. Aus
den ermittelten Informationen
wird die Positionierungsmecha-
nik der beiden weiteren Kame-
ras kalibriert. Diese erfassen
parallel Bilder von zwei unter-
schiedlichen Sensoren in mehr
als 2.000 Priifpositionen, die mit
hochster Prazision mechanisch
angefahren werden.

Bei den Kameras handelt es
sich um Guppy F-146B Mono-
chromkameras von Allied Vision
Technologies. Die Guppy F-146
ist eine besonders kleine Fire-
Wire-Kamera fiir industrielle
Inspektionsanwendungen. Sie ist
mit einem 1,4 Megapixel CCD-
Sensor ausgestattet und liefert
17,7 fps bei voller Auflosung.
Beide Priitkameras sind mit tele-
zentrischen Messobjektiven aus-
gestattet. Mit Hilfe einer speziell
fiir diesen Zweck entwickelten
LED-Beleuchtung wird der Kon-
trast zwischen Bond/Schweif3-
punkt und Untergrund erhéht.

Mikroskopische Priifung ohne
Mikroskop

Die erfassten Bilder beschrin-
ken sich auf ein AOI (Area of
Interest) von 500 x 700 Pixel
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und bieten eine Auflésung von
ca. 0,8 pm pro Pixel. Sie wer-
den von einer ebenfalls speziell
fiir diese Applikation program-
mierten Software ausgewertet.
Diese basiert auf der Matrox
Imaging Bibliothek.

Jeder Draht bildet einen Bogen
zwischen zwei Verbindungs-
punkten. Auf dem Riicken dieses
Bogens wird eine Lichtrefle-
xion erzeugt, die von der Soft-
ware erkannt wird. Anhand die-
ser Informationen werden die
Drihte gezdhlt und auf ihre Voll-
standigkeit gepriift. Form und
Position der Reflexion geben
auflerdem Informationen iiber
die Hohe des Bogens. Schlief3-
lich analysiert die Software die
Bilder der Bond-Schweiflpunkte
und errechnet ihre Mafle mit
hochster Prizision aus deren
Geometrie. Auch der Abstand
zwischen Schweif3- und Abreif3-
punkt (Tail) wird gemessen.
Dank der Kombination aus
ausgekliigeltem Belichtungs-
konzept und patentierter Soft-
ware erreicht p-Precision als
einziges konventionelles Bild-
verarbeitungssystem eine sol-
che Genauigkeit.

Alle Daten werden proto-
kolliert und jedem einzelnen
Bauteil zwecks Riickverfolg-
barkeit zugeordnet. Am Ende
eines Priifvorgangs zeigt die
Maschine die Matrix der Mess-
platine auf einem druckempfind-
lichen Bildschirm an: In einem
8x10er Raster werden die feh-

weil sie sich iiber einen langen
Zeitraum durch ihre Qualitat
und Zuverldssigkeit bewidhrt
haben.

Doch der eigentliche Schliis-
sel zum Erfolg war im Fall
p-Precision nicht nur die Kamera
selbst, sondern auch die Soft-
wareanbindung und die tech-
nische Unterstiitzung des AVT
Applikation Engineering Teams.
Die grofSte technische Herausfor-
derung stellte die geforderte sehr
hohe Prizision dar. Mit Unter-
stiitzung von AVT wurde ein
Bildverarbeitungssystem ent-
wickelt, dass die Bonddrahtver-
bindungen mit nie dagewesener
Prazision vermessen kann. Ein

Bild 4: Anhand der Lichtreflexion lassen sich die Drdhte zihlen und

die Hohe der Bigen messen

lerfreien Bauteile als griine, die
fehlerhaften als rote Flache dar-
gestellt. Driickt der Maschinen-
fiihrer auf eine rote Flache, erhalt
er Einblick in die Bildersamm-
lung des fehlerhaften Bauteils,
um die Ursache fur den Fehler/
die Stérung zu suchen. Ein feh-
lerhafter Kontakt reicht aus, um
das gesamte Bauteil zu verwerfen.

AVT-Support senkt Taktzeit um
25%

Jirgen Kemenas, SMD-PT
Geschiftsinhaber sowie WENO
Marketing- und Sales Manager,
entwickelte das p-Precision-
System in Partnerschaft mit
WENO. Dass er sich fiir Digi-
talkameras von Allied Vision
Technologies entschied, hat sich
fir ihn ausgezahlt. Er verwen-
det schon seit Jahren Guppy bzw.
Guppy PRO Kameras von AVT,

weiteres Problem, das es zu losen
galt, war der geforderte schnelle
Messzyklus. Er dauerte acht
Minuten, wahrend das Lasten-
heft des Kunden maximal sechs
Minuten vorsah. Auch hier lie-
ferte das AVT-Support-Team die
Losung in Form eines anderen
SDKs. Die AVT-Ingenieure emp-
fahlen den brandneuen VIMBA
Treiber und unterstiitzten bei der
Integration in der Applikation.

Durch den neuen Treiber
konnte eine Taktzeit unterhalb
der 6-Minuten-Grenze erreicht
und die Kundenanforderungen
erfullt werden. Inzwischen wird
das System erfolgreich zur Qua-
litatssicherung von Sensoren fiir
namhafte deutsche Automobil-
hersteller eingesetzt.

» Allied Vision Technologies
GmbH
www.alliedvisiontec.com



EyeVision in der Elektronikfertigung
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EVT bietet mit der neu opti-
mierten EyeVision-Bildverar-
beitungssoftware Befehle, wel-
che eine Priifung von Elektro-
nikkomponenten wahrend der
Produktion ermdglichen und
zudem auch anwenderfreund-
lich vereinfachen.

Mit EyeVision und der ent-
sprechenden Hardware, wie z.B.
einer EyeCheck smart Kamera,
ist beispielsweise eine optische
Kontrolle elektronischer Kon-
takte auf Verbiegung méglich.
Das mit der EyeVision Soft-
ware erstellte Prifprogramm
erkennt sofort defekte Kompo-
nenten oder Baugruppen, wel-
che somit nicht in nachgeord-
nete Fertigungsstufen gelan-
gen und dort auch keine Folge-
kosten verursachen.

Das EyeVision-System kann
auch genutzt werden, um Fehler
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Test-Komponenten mit Daisy Chain
Verdrahtung bieten eine einfache Mog-
lichkeit fiir die Fehleranalyse, Produk-
tionsabldufe auf ihre Zuverldssigkeit zu

zu vermeiden. Besonders bei der
Fertigung elektronischer Leiter-
platten oder auch bei der elek-
tronischen und mechanischen
Baugruppenfertigung sind die
EyeCheck smart Kameras in der
Lage, sich verandernde Prozess-
parameter zu erkennen. Die mit
der EyeVision-Software mittels
Drag&Drop-Programmierung
erstellten Priifprogramme geben
frithzeitig Signale zur Gegen-
steuerung und halten den Fer-
tigungsprozess stabil und vor
allem fehlerfrei.

In vielen Fillen hat sich der
Einsatz einer Smart-Kamera der
EyeCheck-3xxx-Serie bewdhrt.
Sie hat als Auswerteeinheit eine
ARM CPU, die mit 1 GHz lauft,
und dieser steht ein 800-MHz-
DSP (digitaler Signalprozes-
sor) zur Seite. Besonders zur
Inspektion von elektronischen

Kontakten, bei der es auf jeden
Pixel ankommt, ist es notwen-
dig, schnell grofe Datenmengen
bewegen zu kénnen. Gerade in
der Elektronikfertigung kom-
men die Systeme von EVT mit
der einfach zu bedienenden Eye-
Vision-Software und den lei-
stungsstarken Smart-Kameras
sowie PC-basierten Systemen
zur Qualitatssicherung zuneh-
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mend zum Einsatz. Durch die
optische Erfassung und Bewer-
tung von Produktmerkmalen mit
den EyeVision-Systemen soll vor
allem die Qualitat der auszulie-
fernden elektronischen Kompo-
nenten gesteigert werden.

» EVT Eye Vision Technology
GmbH
www.evt-web.de

Warmebilder von Industrieanwendungen

Das Produktportfolio der
Pyrometermarke Ircon wurde
kiirzlich mit der Einfithrung
des Infrarot-Zeilenscanners
ScanIR3 erweitert. Diese neue
Baureihe wurde speziell zur
Erstellung von Echtzeit-Wir-
mebildern in einer Vielzahl
von Anwendungen z.B. in der
Glas-, Metall-, Halbleiter- und
Kunststoffindustrie entwickelt.
Die Zeilenscanner eignen sich
fiir die kontinuierliche Tem-
peraturiitberwachung von
Bandprozessen, aber auch
von diskreten Prozessen in
Fertigungslinien. Die Bau-
reihe umfasst acht Modelle
fiir verschiedene Messwel-
lenldngen und breite Tempe-
raturbereiche. Die robusten
Gerite mit einer eingebauten

Laserzielvorrichtung, einer
Wasserkithlung sowie einem
Luftblasgehduse widerstehen
rauesten Bedingungen.

» Raytek GmbH
www.raytek.de
www.ircon.de

Daisy Chain fiir einfache Fehleranalyse

testen und Schwachstellen in der
Produktion zu finden. Auch zum
Priifen der Haltbarkeit von Ver-

Lotstellen auf diese Weise gefunden wer-
den. So erhilt man wertvolle Informati-
onen, wo Fehlerursachen liegen und Pro-

¢ Werbindung auf
~ e . der Plgtine
= = o

bindungen ist dies eine hervor-
ragende Methode. Daisy Chain
Test-Dummies werden auf Test-
boards mit entsprechenden kom-
plementiren Verdrahtungen auf-
gebracht. Dadurch entsteht eine
durchgingige Verbindung, wel-
che ganz einfach an verschiedenen
Testpunkten durchgemessen wer-
den kann. Ist jedoch der Létpro-

duktionsprozesse verbessert werden miis-
sen. Daisy Chain Bauteile haben gegen-
tiber echten Bauteilen den Vorteil, dass
Verbindungsmessungen nicht durch die
Funktion der Bauteile beeinflusst werden.
TopLine ist der weltweit fithrende Her-
steller sowohl fiir Dummy-Komponen-
ten, Test- und Ubungsboards als auch fiir
Open QFNs zum Fertigen eigener Chips.

Wir stellen aus: productronica, Stand A4.425

zess fehlerhaft und bricht eine Lotstelle,
tritt eine Unterbrechung dieser Kette auf.
Auch nach Fall-, Stof3-, Vibrations- oder
Temperaturversuchen kénnen anfillige

» factronix GmbH
office@factronix.com
www.factronix.com
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Innovative Datenvisualisierung
dank beriihrungssensitiver

Arbeitsmasken

GUARDUS MES bietet ab sofort
MultiTouch-Oberfldchen unter Windows 7

Mit den neuen MultiTouch-
Oberflichen des Manufactu-
ring Execution Systems GUAR-
DUS MES wird die Visualisie-
rung von Qualitats- und Pro-
duktionsdaten zum Kinderspiel.
Zu den wichtigsten Mehrfinger-
gesten gehort zum einen das so
genannte ,Wischen® - also das
horizontale oder vertikale Blat-
tern in Listen, Dokumenten oder
auch Bar- und Gantt-Diagram-
men. Der Anwender streicht tiber
die berithrungssensitive Ober-
fliche seines Bildschirms oder
mobilen Endgerdts, wodurch
GUARDUS MES den Effekt des
Umblitterns grafisch visualisiert.
Je schneller die Bewegung ausge-
fihrt wird, desto schneller lau-
fen dabei die Daten - ein Effekt,
der als wheeling bezeichnet wird.
Zum anderen bietet das MES der
Ulmer GUARDUS Solutions AG
die Méglichkeit, Grafiken wie
etwa gestempelte Zeichnungen
durch das Spreizen von Daumen
und Mittel- oder Zeigefinger zu
zoomen. Diese moderne Form
der Datenvisualisierung steht ab
sofort fiir alle GUARDUS-Kun-
den zur Verfiigung, welche als
technologische Grundlage das
Betriebssystem Windows 7 nut-
zen - den Quasi-Standard im
industriellen Umfeld.
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Das Manufacturing Execution
System GUADRUS MES bietet
seit jeher intelligente Bedien-
logiken, um den téglichen Ein-
satz im Qualitéts- und Produk-
tionsumfeld so komfortabel und
effizient wie moglich zu gestal-
ten. Im Zuge dessen lassen sich
die grafischen Oberflachen mit-
hilfe des GUARDUS MES Desi-
gners an die jeweiligen Arbeits-
plitze der Anwender anpassen.
Auf diese Weise bekommt jede
Benutzerrolle nur diejenigen
Masken und Funktionen, die
sie fiir ihre individuelle Tétig-
keit wirklich benétigt. Die Indi-
vidualisierungsstrategie gilt auch
fiir die zugrundeliegenden Erfas-
sungsmechanismen. Neben der
klassischen Mauszeiger-orien-
tierten Anwendung lasst sich
das MES auch bequem iiber
Touch-Oberflichen oder mit-
hilfe von RFID-Techniken bedie-
nen. ,Das Bedienen von Soft-
ware {iber intuitive Touch-Ober-
flichen wird von vielen Indus-
trieunternehmen bevorzugt.
Denn je sicherer ein Anwender
mit einem I'T-System umgehen
kann, desto effizienter und feh-
lerresistenter geht die Arbeit von
der Hand. Diesen Trend wollen
wir durch explizite MultiTouch-
Unterstiitzung weiter foérdern.

Automatisierung von Testablaufen

Mit dem EDTest-Testse-
quenzer konnen Ablaufe
zur Funktionspriifung und/
oder Programmierung von
elektronischen Baugruppen
und Geriten automatisiert
werden. Neben dem Testab-
lauf mit Pass/Fail-Bewertung
werden Anforderungen, wie
Testprotokollierung, Doku-
mentation, Datenbank, Sta-
tistik, Seriennummernver-
waltung, Priiferverwaltung
usw. unterstuitzt.

Zur Stimulation und Mes-
sung konnen Laborinstru-
mente mit USB, RS232, GPIB,
usw. genutzt werden. Darii-
ber hinaus stehen zahlreiche,
speziell fiir die Funktions-

priifung optimierte EDTest-
Module zum Aufbau von Test-
systemen zur Verfiigung. Die
Programmierung der Test-
schritte erfolgt mit einer ein-
fachen Kommando-Script-
sprache oder mit VisualStu-
dio C#/VB-Funktionen.

Eine kostenlose Demo- und
Eval-Lizenz (Vollversion mit
Beschriankung auf 15 Test-
schritte) kann unter www.
westest.de/edtest.html gela-
den werden.

» WesTest Soft- und
Hardware Dienstleistungs-
GmbH
info@westest.de
www. westest.de

Jeder GUARDUS MES-Kunde,
der das Betriebssystem Windows

7 im Einsatz hat, kann die Erwei-
terung im Bereich berithrungs-
sensitiver Oberflachen nutzen —
sei es auf einem Tablet-PC oder
einem anderen mobilen Endge-
rit®, erlautert Simone Cronjéger,
Vorstand der GUARDUS Solu-
tions AG.

» GUARDUS Solutions AG
info@guardus.de
www.guardus.de

wiww. dasneedle.de
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Kompakt, schnell und leicht bedienbar

Der Audio Analyzer von MCD jetzt in einer liberarbeiteten Version

Bild 1: Die aktuelle Version des Audio Analyzer gefillt durch das neue Gehduse und weist
Neuerungen wie eine integrierte Programmiersprache, die Option fiir die Integration eines
zusdtzlichen Micro PCs und weitere Schnittstellen auf.

Kaum hat MCD das 500ste Exemplar
seines ,,Audio Analyzers“ verkauft, kiin-
digt der Spezialist fiir Mess- und Priiftech-
nik die neue Version seines erfolgreichen
Messgerites an. In seiner aktuellen Version
besticht der Audio Analyzer durch sein prak-
tisches Gehause, das einfach und platzspa-
rend in 19 Racks eingesetzt werden kann.
Eine interessante Option ist der integrier-
bare Micro-PC. Zusammen mit der MCD

»lestManager” Software und weiteren Kom-
ponenten aus dem Lieferprogramm von
MCD erlaubt er die Realisierung kompletter
Test-Systeme. Kunden in aller Welt nutzen
das Gerit zur Priifung und zum Abgleich
analoger und digitaler Soundsysteme oder
setzen es zur Umsetzung analoger Audio-
signale in digitale Form und umgekehrt
ein. Ebenfalls eignet sich der Audio Analy-
zer zur Umsetzung optischer in elektrische
S/PDIF-Signale und umgekehrt.

Einsatz in der Fertigung

Die Einsatzfille reichen vom Tuner-
Abgleich, Test von Audioverstirkern und
Infotainment-Systemen, iiber den Test von
Schaltnetzteilen bis hin zur Blink-Relais-
oder Motorenpriifung. Angesichts des Ver-
kaufserfolges sieht sich MCD Geschéftsfiih-
rer Bruno Hérter in seiner Produktstrategie
bestarkt. Der MCD Audio Analyzer wurde
aus der Praxis heraus speziell fiir den Ein-
satz in der Fertigung ausgelegt. Das Gerét
besticht durch sehr schnelle Messverfahren
und ist einfach in automatische Testsysteme
integrierbar. Damit ist der Audio Analyzer
eine giinstige Alternative gegeniiber teuren,
iberdimensionierten und kompliziert be-
dienbaren Labor Analyzern.
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Das kompakte Gerit verfiigt in der
Grundausstattung iiber analoge, digitale
und optische Ein- und Ausgidnge. In Ver-
bindung entweder mit dem integrierten
oder einem externen PC kommt neben
dem , TestManager auch der ,DatenMa-
nager” fir statistische Auswertungen zur
Anwendung. Der Analyzer ist vollstindig
tiber eine USB Schnittstelle fernsteuerbar
und arbeitet eigene Programme autonom
ab. Auf diese Weise konnen unabhingig
und vollkommen parallel zu anderen Tests
komplette Messungen im Hintergrund aus-
gefithrt werden. Mehrere Systeme im Par-

allelbetrieb ermoglichen schritthaltende
100% Produktionstests.

Einfache Programmierung

Die AudioAnalyzer Software bietet die
Moglichkeit der Programmierung mit einer
Scriptsprache, mit der auch komplexe Mes-
sungen sehr einfach programmiert wer-
den konnen. Das Gerat unterstiitzt spezi-
elle Messverfahren mit sehr schnellen Mes-
sungen, wie sie insbesondere bei der Her-
stellung von Audiogeriten gefragt sind.
Eine wichtige Applikation des Audio Ana-
lyzers sind Gerduschmessungen an Schal-
tern, Getrieben, mechanischen Gerdten
oder Signalgebern.

Fazit

Aufgrund seiner kompakten Abmes-
sungen, der umfangreichen Ausstattung an
Schnittstellen sowie dem giinstigen Preis
wird der Audio Analyzer von Fachleuten
immer Ofter in Testsysteme integriert. Der
»heue“ Audio Analyzer wird erstmals auf
der diesjahrigen productronica dem Fach-
publikum vorgestellt werden.

Wir stellen aus:
productronica: Halle A1 Stand 253

» MCD Elektronik GmbH
www.issuu.com/mcdelektronik
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Bild 2: Screenshot von der Uberpriifung der Klickgeriusche eines Blinkrelais. Die Priifung
ist komplett mit der Scriptsprache erstellt und wertet das Ergebnis iiber eine Sollkurve aus.
Das Fehlerbild zeigt das Fehlen des zweiten Klicks. (© mcd, Birkenfeld)
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Automatische HAL-Anlage mit Wechsellottopf

Durch die zahlreich bestehenden Ausnahmen fiir bleihaltiges Lot bei der HAL-Oberfléiche
sind die meisten Leiterplattenhersteller gezwungen, neben der bleifreien Verzinnung eine zweite
HAL-Anlage mit PB/SN-Lot zu betreiben.

Die deutsche Firma Schweizer
Electronic AG hatte sich zum
Ziel gesetzt, beide HAL-Ober-
flaichen, wenn moglich, mit
einer neuen, modernen und
6konomischen Anlage zu
realisieren. Pentagal stellte sich
dieser Herausforderung und

entwickelte eine Penta-Auto-
matic mit zwei Lottopfen zum
Wechseln.

Enge Zusammenarbeit

Die Rahmenbedingungen fiir
die technische Umsetzung waren
in den Punkten Zeitlimit fir

den Topfwechsel und Sicherheit
eng gesetzt. Entwicklung und
Konstruktion der neuen auto-
matischen Anlage erfolgten
in enger Zusammenarbeit mit
der Schweizer Electronic AG.
Die Anlage wurde zum Jah-
reswechsel 2012/13 installiert

und Anfang Januar in Betrieb
genommen. Die automatisch
arbeitende Heiflluft-Verzin-
nungsanlage erkennt selbststin-
dig den eingesetzten Lottopf und
die Software stellt sich auf das
entsprechende Lot ein.

Schneller Wechsel

Die Erfahrungen zeigen, dass
der abgesicherte Lottopfwech-
sel, der mit einem fahrbaren
Hubgerit durchgefiihrt wird, nur
15 min in Anspruch nimmt. Der
Bediener wird tiber ein Menil in
der Prozessvisualisierung durch
die Prozedur geleitet. Samtliche
Parameter und hinterlegte Pro-
duktionsmeniis werden geladen,
womit eine gleich bleibende,
reproduzierbare Qualitat erreicht
werden kann. Gleichzeitig wird
der zweite Lottopf in einer
Standby-Station gelagert und bei
Bedarf auf Temperatur gehalten.

» Pentagal Chemie und
Maschinenbau GmbH
www.pentagal.de

Warmeleitender Kleber und Filler

Elektronische Bauteile, wie Prozes-
soren, Transistoren, Power-LEDs usw.,
werden in der Regel iiber Kiihlkérper
gekiihlt. Die mehr oder weniger effek-
tive Warmeableitung kann hier iiber ver-
schiedene technische Losungen realisiert
werden und beeinflusst auch Energie-
verbrauch, Leistung, Lebensdauer und
Zuverlassigkeit der Bauteile. Die Her-
non Manufacturing Inc. (in Deutsch-
land vertreten durch die Firma 4 Advan-
ced Technologies) bietet fiir die Verbin-
dung zwischen Bauteil und Kiihlkorper
den wirmeleitenden Kleber Dissipator
und einen 2K-Epoxy-Filler an.

Der Dissipator ist eine thermisch lei-
tende Acryl-Klebel6sung, die mit einem
16sungsmittelfreien Aktivator arbeitet und
eine Fixierzeit von nur ca. 1 min benétigt.
Die Verarbeitung des Klebers ist einfach,

da sich der Klebespalt konstant auf 0,07
mm bis 0,15 mm einstellt.

Der ebenfalls erhiltliche 2K-Epoxy-Fil-
ler hat anndhernd die identischen Wir-
metibertragungseigenschaften wie der
Dissipator. Mit dem Filler ist ein Ver-
tilllen von Sockeln, Bauelementen oder

auch der Hohenausgleich von Bauteilen
moglich. Die Bestandigkeit der Produkte
ist auf eine Lebensdauer von 70.000 bis
100.000 h ausgelegt.

Beide Erzeugnisse sind elektrisch iso-
lierend und harten bei Raumtemperatur
aus. Eine zusitzliche mechanische Befe-
stigung ist nicht notwendig. Auf diese
einfache Weise lassen sich auch die Pro-
duktionskosten deutlich reduzieren. Beide
Produkte sind fiir die Verarbeitung per
Hand und fiir die automatisierte Verar-
beitung durch gingige Dosieranlagen aus
dem Hause Hernon oder in bestehenden
Anlagen geeignet. Weitere Informationen
uber twitt@4advancedtechnologies.de.

» 4 Advanced Technologies -
Thomas Witt
www.hernon.com
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Geregeltes Laserloten:

Nutzen Laserloten fiir den Anwender

Aj

1

setzung fiir eine Prozesssi-
cherung, hochste Effekti-
vitdt und Wertschépfung
im Verbindungsprozess.

Die Energieeffizienz,
schlanke Strahltaille sowie
hervorragende Fokussier-
barkeit der Diodenlaser-
technik ergeben die Basis
fiir einen optimal flexiblen
Wirmeeintrag bei selek-
tiven Lotprozessen. Mit-
hilfe des eingespiegel-
ten Pyrometers wird der
Wirmeeintrag zusitzlich
auf die produkt- und pro-
zessspezifischen Anfor-
derungen automatisch
im kHz Bereich geregelt
und fir die Qualitatssi-
cherung erfasst.

Der selektive Lotpro-
zess mit Diodenlaser erfor-
dert Zusatzwerkstoffe wie
Lotdraht, Lotpaste oder
andere Arten von Zusatz-
lotbereitstellung. Eine
bewihrte Zusatzlotbereit-

Bild 1: Freiheitsgrade der Kraft-Weg-geregelten Prozessmodule und
Lotdrahtzufuhr mit Laserlotprozesstelle (Quelle: Eutect GmbH).

Durch die gute Fokussier-
barkeit der Laserstrahlung ist
der Energieeintrag 6rtlich sehr
begrenzt und punktgenau. Eine
schlanke Strahltaille ermog-
licht auch ein Loten an schwer
zuginglichen Stellen. Aus diesen
Prozessvorteilen heraus wird das
Laserloten immer dann ange-
wendet, wenn ein thermischer
Einfluss auf benachbarte Bau-
elemente oder Gehéuseteile
verhindert werden muss, oder
wenn die zu 16tenden Kompo-
nenten selbst temperaturemp-
findlich sind.

Ein optimierter Temperatur—
Zeit-Verlauf ist beim selektiven
Loten von grofler Wichtigkeit
um fehlerlose Létergebnisse und
damit eine ideale Benetzung
zu erzielen. Durch die schnelle
Regelbarkeit der Ausgangslei-
stung ist man mit Diodenlasern
in der Lage, die Lottemperatur
nach einem vorgegebenen Tem-
peratur-Zeit-Verlauf zu regeln.

16

Dies kann im Zusammenspiel
mit einer berithrungslosen Tem-
peraturmessung erfolgen, wel-
che iiber ein in den Strahlen-
gang eingespiegeltes Pyrome-
ter realisiert wird. In den fol-
genden Abschnitten wird die
Integration dieser Diodenlaser
in eine industrielle Laserlotau-
tomation weiter beschrieben.

Kombination geregelter Systeme

Die Anforderungen an Qua-
litat und Reproduzierbarkeit in
der Elektronikfertigung kénnen
nur durch stabil automatisierte
Verbindungstechniken realisiert
werden. Diese erfordern neben
der Modifizierung vorhandener
Technologien auch die Kombi-
nation von autarken Prozess-
systemen zu intelligenten und
modularen Komplettsystemen.

Eine interdisziplinire Kom-
petenz beziiglich Prozesstech-
nologien und Systemfunktion
ist daher unbedingte Voraus-

stellung ist die Zufithrung

von Lotdraht. Um einen
reproduzierbaren, sta-

bilen und qualitativ hoch-
wertigen Prozess herzustellen,
sollte dieser -dhnlich wie die
Laserlichtquelle- nicht gesteu-
ert sondern geregelt sein, also
als Regelgrofie in der Echtzeit-
kommunikation als Schliisselpa-
rameter genutzt werden kénnen.
Geregelte Drahtzufuhr bedeu-
tet, dass die Zufuhr, sobald der
Draht auf einen Widerstand der
Prozessoberfliche st6f3t, oder mit
einer zuvor definierten Kraft auf-
trifft, kontrolliert wird und im
Bedarfsfall automatisch stoppt.
Somit werden Bauteiltoleranzen
tiberbriickt, ein Drahtknicken
verhindert und gleichzeitig fiir
jeden Prozess ein optimaler
Referenzpunkt definiert. Es las-
sen sich kontrollierte, reprodu-
zierbare Mengen an Draht gere-
gelt in die Prozessstelle fordern.
Die intelligente Kombination
von temperaturgeregelten Dio-
denlasersystemen und der gere-
gelten Drahtzufuhr ergeben Ver-
bindungsprozessmodule, die den

L6t- und Verbindungstechnik asssssssssssssssssss——

hohen Prozess- und Qualitéts-
anspriichen moderner Ferti-
gungen gerecht werden.

Die Unternehmen DILAS und
EUTECT haben ein solches Ver-
bindungsprozessmodul aus Tei-
len ihrer Kernkompetenz mit
dem Fokus auf Prozesssicher-
heit, Beherrschbarkeit und Pro-
zessdatenerfassung entwickelt:
Das Verbindungsprozessmodul

»SWE-LL"

Einfach Intuitiv

Um die Stirken der modu-
laren Schliisselprozesse zu ver-
einen, lassen sich die Prozess-
parameter prozesspunktspezi-
fisch und mit dem Fokus auf
eine besonders intuitive Bedie-
nung sehr einfach tiber eine ein-
zige Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle an einem Touchpanel ver-
andern, beobachten und proto-
kollieren. Die so grafisch dar-
stellbaren Temperaturprofile
lassen sich frei definieren und
dienen dem Regelkreis beste-
hend aus Pyrometer und Dio-
denlaser als Sollvorgabe.

Um den Lotprozess vollstin-
dig reproduzierbar zu gestalten,
lassen sich im Regelkreis des
Zusatzwerkstoffes die Draht-
vorschubgeschwindigkeit, die
Drahtmenge und die Drahtan-
presskraft neben weiteren Para-
metern intuitiv editieren. Das
Duo aus Laser und Drahtvor-
schub ldsst durch die intelli-
gente Kombination und grafische
Darstellung aller verfiigbaren
Prozessparameter sehr prézise
Aussagen tiber die Vorgéinge im
Lotprozess (tatsdchlich in den
Lotprozess geforderte Draht-
menge) sowie eventuelle Feh-
lerfalle wie ein am Prozess vor-
beilaufender Draht etc. zu. Wei-
terhin wird die Prozesseinrich-
tung durch ein Live-Kamerabild
mit Fadenkreuz fiir die prézise
Einrichtung des aktuellen Pro-
zesspunktes erleichtert.

Erstmals ist es durch die inno-
vative Kombination aus beriih-
rungslos geregeltem Wirmeein-
trag und Kraft-Weg-geregeltem
Lotdraht moglich, alle fiir den
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Bild 2: Grafische Prozesseinrichtung eines Prozesspunktes mittels intuitiver Oberfldche der EUTECT HMI (Quelle: Eutect GmbH).

Lotprozess maf3geblichen Stell-
groflen nicht nur zu iiberwachen,
sondern diese auch in Echtzeit
und so reproduzierbar zu regeln.

Das neu entstandene, intelli-
gente Prozessmodul ldsst sich
vom OEM frei in bestehende
Inline- oder Stand-Alone-Auto-
mationen mit nahezu beliebigen
Kinematiken integrieren. Somit
bietet es dem Anwender die
Moglichkeit, hoch spezifische
Losungen umzusetzen.

Um diese Losungen prozess-
stabil zu gestalten, werden pra-
zise Positionierungen der zu
l6tenden Bauteile in Form von
bauteilspezifischen Lotrah-
men benétigt. Die Bauteilauf-
nahme eines oder mehrerer Bau-
teile reduziert durch die Selek-
tivitit den Temperaturstress
benachbarter Bauteile der Pro-

zessstelle. Des Weiteren wird
durch die Lotrahmen der Riist-
und damit auch der Kostenauf-
wand bei einer neuen Produkt-
einrichtung drastisch reduziert:

Je nach Produktgeometrie ist
es erforderlich, die Bauteile frei
im Raum in Prozesslage zu posi-
tionieren. 3D-drehbare Lotrah-
men lassen sowohl Drehungen
der einzelnen Bauteile als auch
der kompletten Loétrahmen
vollstandig und frei program-
mierbar zu.

Resumé

Durch die Kombination von
geregeltem Drahtvorschub und
geregeltem, berithrungslosem
Wirmeeintrag ist es moglich,
selbst schwer zugéngliche Lot-
stellen mit warmeempfindlichen
benachbarten prozesssicher zu

- |
-
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Bild 3: Lotrahmen mit Niederhaltern fiir Hallsensoren

(Quelle: Eutect GmbH).
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16ten. Dabei setzen die Intui-
tivitdt, die vollstindige Regel-
barkeit und die Prozessiiberwa-
chung aller Parameter ebenso
Maf3stibe wie die flexible und
einfache Einrichtung neuer zu

ECT
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bearbeitender Musterbauteile
in Kleinserien.

» EUTECT GmbH
www.eutect.de
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Mut zur Veranderung - niedrigsilberhaltige und

silberfreie NiGe-

FELDER

LOTTECHNIK

Der Oberhausener Systemlieferant und
Spezialist auf dem Gebiet der Lottechnik,
Felder GmbH Léttechnik, prasentiert auf
der Productronica 2013 wieder innovative
und zukunftsorientierte niedrigsilberhal-
tige und silberfreie Elektroniklote.

Aber Silbergehalte unter 3% ? Schlief3-
lich denkt doch eine Vielzahl der Indus-
trieanwender noch immer, mit Legie-
rungen mit einem Silbergehalt zwischen
3,0 und 3.8% bestens bedient zu sein. Bei
der Lotserie von Felder sind bereits Silber-
gehalte von 0 bzw. 0,3 bis 1,2% zielfithrend
- eine nicht zu unterschétzende kalkulato-

Lotpaste muss nach der Lagerung in
einen fertigungsgeeigneten Zustand
gebracht werden. Oft geschieht dies mit
einem Holz- oder Kunststoffspachtel von
Hand. Um die Lotpaste in einen fiir die
Produktion optimalen Zustand zu brin-
gen, bietet Heeb-Inotec den Pastenmischer
PM-500-2 an.

Lotpasten werden tiblicherweise verar-
beitungsfertig in Dosen mit 500 g Inhalt
geliefert. Vor deren Einsatz erfolgt hiu-
fig eine Lagerung bei unterschiedlichen
Bedingungen. Dabei kommt es, je nach
Dauer der Lagerung und der herrschenden
Temperatur, zu einer Separation der einzel-
nen Komponenten (Lotkiigelchen, Fluss-
mittel) und zu einer Verdnderung der Vis-
kositat. Ohne vorhergehende Konditio-
nierung (Pastenmischung) ist die Lotpa-
ste nur unzureichend verarbeitbar. Dies
kann zu Létfehlern in der Baugruppen-
produktion fiithren. Neben der Viskositat

Elektroniklote

rische Verbesserung, schaut man auf den
immer noch betréchtlichen Silberpreis. Seit
Anfang des Jahrtausends ist dieser deutlich
gestiegen. Spekulationen mit Edelmetallen
machen die bisher gangigen Elektroniklote
zu einem schwer kalkulierbaren Risikofak-
tor, der durch den Einsatz der neuen, sil-
berfreien und silberarmen Lote minimiert
werden kann. Die Felder-NiGe-Lotserie
bietet ein deutlich optimiertes Preis-Lei-
stungsverhaltnis, kann mit allen Merkma-
len der alten ,hochprozentigen Lote auf-
warten hat aber tiberdies entscheidende
weitere Vorteile:

Zuverldssiger als bleifreie Standardlote

Ein hoher Silbergehalt galt bisher als
Garant fiir bessere Benetzung und nied-
rigere Arbeitstemperaturen. Im direkten
Vergleich mit den 3,0%-igen Legierungen
(Sn96,5Ag3,0Cu0,5) bieten die niedrigsil-
berhaltigen NiGe-Elektroniklote vergleich-
bare Wellenl6ttemperaturen, weisen eine
deutlich geringere Kratzbildung, besseren
Lotdurchstieg sowie bessere Benetzung auf
und sind zu dem noch zuverléssiger als blei-
freie Standardlote - zusammengefasst also
bessere technische Eigenschaften bei deut-
lich vermindertem Preis.

Neuer Lotpastenmischer

bestimmt auch die Homogenitat in Bezug
auf Lufteinschliisse die Einsatzfahigkeit
der jeweiligen Lotpaste.

Keine Angst vor dem Wechsel!

Der Austausch des Lotes im Wellenl6t-
bad ist fiir den Kunden nicht mit Kosten
verbunden. Hat er sich fiir eines der
FELDER-Lote ,Snl00Ni+ ,Sn99Ag+*
oder ,,Sn98Ag+“ entschieden vergiitet
ihm die Firma Felder das entnommene
Altlot zum aktuellen Borsenpreis. Oft
ist ein kompletter Austausch aber gar
nicht erforderlich. Die Legierungsan-
passung kann auch iiber entsprechende
Konzentrate erfolgen. Dies ist mit einer
erheblichen Zeitersparnis verbunden: ein
Lotbadaustausch kann schlieflich bis zu
8 h in Anspruch nehmen. Zum weiteren
Service des Hauses gehort auf Wunsch
auch die Begleitung der Umstellung
durch die Anwendungstechnik der Felder
GmbH. Das hauseigene Labor erstellt dem
Kunden zudem kostenlose Analysen zur
Lotbadiiberwachung, in der Umstellungs-
phase sogar mehrmals im Monat. Auch
eine Umstellung von silberfreien bzw.
silberarmen Wettbewerbsloten kénnen
ausgesprochen giinstig durchgefithrt
werden, da nur das tatsichlich verbrauchte
Ag-Konzentrat berechnet wird.

» FELDER GMBH
www.felder.de

Manuelles Mischen hilft dabei wenig, da
Lufteinschliisse so gut wie nicht entfernt
werden konnen. Erst der Einsatz eines
Pastenmischers sorgt fiir eine homogene
Mischung und Konsistenz.

Die Konditionierung (Pastenmischung)
erfolgt automatisch in einem geschlos-
senen Gehduse. Dies verhindert eine
Kontaminierung; Oxidationsprozesse
und Feuchtigkeitsaufnahme werden
minimiert. Es erfolgt eine optimale und
gleichmiflige Einstellung der Viskosi-
tat und Temperatur. Die Lotpaste steht
vom Kiihlschrank (10 °C) in weniger als
15 min zum Druck bereit.

Der Pastenmischer PM-500-2 ist fiir die
Verarbeitung von einer (mit Ausgleichge-
wicht) oder zwei Pastendosen geeignet.

» HEEB-INOTEC GmbH
www.heeb-inotec.de
info@heeb-inotec.de
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HeifRnieten - Vorteile einer neuen

Konstruktionsrichtlinie

L6ét- und Verbindungstechnik easssssssssssssssss———

Bild 1: Fiir die Nietgeometrie erfolgte eine Anlehnung an die DVS-
Richtlinie 2216-3. Bilder von oben nach unten: DVS lang, DVS kurz und
DVS hohl.

Bild 2: Geometrie nach neuer Konstruktionsrichtlinie, die in einer
Forschungskooperation von bdtronic, BASF und der TU Chemnitz

erarbeitet wurde.

Erste Ergebnisse einer Grund-
lagenuntersuchungen von bdtro-
nic, BASF und der Professur fiir
Kunststoffe an der TU Chemnitz
zum Thema Heif3nieten fiihrten
zu einer neuen Konstruktions-
richtlinie. Was sind die Vorteile?

Durch die hochgenaue Tem-
peraturmessung und -regelung
(+/-5 K) im Millisekundenbe-
reich und die kontinuierliche
Prozessiiberwachung war es mit
den bdtronic Heifniettechnolo-
gien BHS Hot Stamp (Kontakt-
nietverfahren zum Warmum-
formen und Heizstempelnieten)
und BHS Hot Jet (Heif8luftver-
fahren) erstmals moglich, exakte
Untersuchungen fiir dieses Fiige-
verfahren durchzufiihren.

Die erste Untersuchungsreihe
hatte das Ziel, zuverlassige Daten
zu Festigkeiten und Nietqualitat

Bild 3: links ein typischer Nietkopf (DVS lang) erzeugt mit dem Warmumformverfahren, rechts ein Nietkopf
(bdtronic Geometrie) ebenfalls erzeugt mit dem BHS Hot Stamp Verfahren.

20

zu generieren, um Aussage iiber
optimale Parameter und Takt-
zeiten treffen zu kdnnen. Fir die
Nietgeometrie lehnte man sich
bislang an die DVS-Richtlinie
2216-3 an, die eine Vollnietge-
ometrie fiir die hochste Festig-
keit (DVS lang), eine fiir geringe
Bauhohe (DVS kurz) sowie eine
Hohlnietgeometrie fiir diinn-
wandige Bauteile (DVS hohl)
vorschlagt (s. Bild 1).

Far die Versuche wurden
Priifkorper erstellt, die sehr
typische Anwendungen im Elek-
tronikbereich abbilden: erstens
mit einem Durchmesser von 3
mm, zweitens aus den teilkri-
stallinen Materialien mit 30%
Glasfaseranteil.

Die verwendeten thermischen
Verfahren

waren das Warmumformen
(ein isothermer Stempel wird auf
den Pin aufgesetzt und formt ihn
gleichzeitig bis in Endlage mit
voreingestellter Kraft um), das
Heizstempelnieten (ein isother-
mer Stempel wird erst drucklos
zur Schmelzebildung auf den Pin
aufgesetzt und formt dann mit
voreingestellter Kraft um) und
das Heif8luftnieten.

Die Versuche mit den Priif-
korpern bestatigten die Vermu-
tung, dass die genannten Nor-
men nicht immer zu zufrieden-
stellenden Ergebnissen fithren.

Die DVS lang ergab zwar die
hochsten Festigkeiten, was sich
an den hédufigen Pinbriichen ge-
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geniiber Nietkopfbriichen zeigte,
aber die Prozesszeiten iiberstie-
gen typische Taktzeitanforde-
rungen der Automobilzuliefe-
rerindustrie deutlich und der
bendtigte Bauraum fiir die hohe
Kugelgeometrie ist fiir eine Viel-
zahl der Anwendungen zu grof3.
Beim Warmumformen zeigt
sich zudem eine sehr schlechte
Anbindung des geschmolze-
nen Materials an den Pinschaft,
resultierend in extrem schlech-
ten Festigkeitswerten, woraus
wir ableiten konnen, dass fir
dieses Verfahren die DVS lang
bei den getesteten Materialien
nicht geeignet ist.

Vor allem aber erschwert die
tiefe Stempelgeometrie mecha-
nisch deutlich das Abldsen des
vernieteten Materials aus der
Kalotte, was zur Schwichung
der Nietverbindung fithren kann.
Gleichzeitig sind die Abzugs-
krifte bei der DVS kurz haufig
nur ungeniigend. Die Losung
liegt dazwischen: Die bdtro-
nic-Richtlinie ist ein Kompro-
miss zwischen hochstmoglicher
Festigkeit und geringstmog-
licher Prozesszeit. Bild 2 zeigt
die Geometrie nach der neuen
Konstruktionsrichtlinie.

Am Beispiel von Vollnieten

aus PA66-GF30 mit 3 mm
Durchmesser konnte bei dem
Heizstempelverfahren mit der
bdtronic-Geometrie gezeigt wer-
den, dass geringere Pinlédnge (ge-
geniiber DVS lang) die Schmel-
zebildung tiber die gesamte Pin-
linge begiinstigt und somit bes-
sere Ergebnisse liefert.

B2000-H HeiBBnietmaschine im Einsatz

Beim Warmumformen errei-
chen Vollnieten nach bdtronic-
Richtlinie aber deutlich héhere
Festigkeiten als beim Heizstem-
pelverfahren, was bedeutet, dass
ein druckloser Schmelzeaufbau
vor dem Vernietvorgang auch
hier keine Prozessverbesse-
rung bedeutet, wie haufig ange-
nommen.

Absolut betrachtet

konnte im Rahmen der Ver-
suchsreihen bei der Vernietung
dieser Vollnieten nach bdtronic
Standard mit dem Warmum-
formverfahren eine um durch-
schnittlich etwa 20% geringere

Bild 4: Schliff-
bild der Ver-
nietung eines
Nietdoms
~DVS lang”
mit dem
HeiBluftver-
fahren.
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Abzugskraft (max. ca. 600 N)
gegeniiber Vollnieten DVS lang
gemessen werden. Gleichzeitig
benétigt dieser Vollniet nach
bdtronic Geometrie minimal
aber eine 50% geringere Heiz-
zeit bis zum Erreichen der End-
lage gegeniiber DVS lang!

Bezieht man die Taktzeit in
die Betrachtung also mit ein, so
kénnen je nach Prozessparame-
tersatz mit beiden Geometrien
vergleichbare Festigkeiten in glei-
cher Taktzeit erreicht werden.

Fazit: mit der bdtronic-Geo-
metrie lassen sich je nach Anfor-
derungsprofil sehr kurze Takt-
zeiten von wenigen Sekunden
oder sehr hohe Festigkeiten von
an die 600 N (fiir PA66-GF30)
erzielen. Wichtig, wenn man
hohe Festigkeiten wiinscht: Die
optimale Prozesstemperatur und
ausreichende Taktzeit entschei-
den iiber die Bruchkraft!

Bild 3 zeigt einen typischen
Nietkopf (DVS lang), erzeugt mit
dem Warmumformverfahren.
Die Anbindung des geschmol-
zenen Materials zum Schaft ist
unvollstindig. Ein Nietkopf
(bdtronic-Geometrie), eben-
falls erzeugt mit dem BHS-Hot-
Stamp-Verfahren, ist daneben
zu sehen. Die Anbindung des
geschmolzenen Materials an den
Schaft ist sehr gut und nahezu

vollstindig erfolgt. Die iiberla-
gen Heizzeit und sehr hohe Pro-
zesstemperatur erzeugen aller-
dings bereits Zersetzungen des
Materials, erkennbar an der Lun-
kerbildung durch Vergasung von
Materialbestandteilen. Dennoch
erreicht die kiirzere bdtronic
Geometrie im Vergleich der bei-
den abgebildeten Vernietungen
eine deutlich hoéhere Abzugs-
kraft von um die 600 N.

Die Gegeniiberstellung

von Schliffbildern, optischer
Analyse und Abzugspriifergeb-
nissen zeigt, dass eine ,,schone®
Vernietung nicht immer die
hochste Festigkeit verbirgt. Eine
wichtige Erkenntnis: Die Optik
gibt leider keine Aussage iiber
die Gefiigestruktur und somit
Haltekraft einer Nietverbindung.

Uber alle Versuchsreihen in
Summe die hochsten Festig-
keiten fiir beide Geometrien
konnte mit dem Heiflluftnie-
ten erreicht werden. Auch hier
ist die Definition der Prozess-
parameter entscheidend fiir die
Bruchkraft. Durch das homo-
gene Erwirmen des Nietpins
kénnen zwar auch grofl dimen-
sionierte Pins gut vernietet wer-
den, aber auch hier ist die Wahl
der geeigneten Prozesstempe-
ratur relevant. Je nach gewahl-
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Bild 5: das Schliffbild eines Nietkopfes aus PMMA links nach ,DVS
lang” (verarbeitet bei 240°C), rechts nach bdtronic Richtlinie
(verarbeitet bei 320°C) nach dem Warmumformverfahren.

ter Prozesstemperatur kann die
bendtige Prozesszeit um ein
Mehrfaches variieren.

Das in Bild 4 gezeigte Schlift-
bild betrifft die Vernietung eines
Nietdoms DVS lang mit dem
Heifluftverfahren. Dieses Ver-
fahren ermoglicht eine sehr
homogene Ausbildung des Niet-
kopfes mit vollstindiger Anbin-
dung des geschmolzenen Mate-
rials an den Pinschaft und somit
maximale Gefiigestruktur und
Festigkeiten.

Beim Kunststoffnieten werden
allerdings auch amorphe Ther-
moplaste verarbeitet. Dabei sind
die unterschiedlichen Anord-
nungen der langkettigen und
unvernetzten Makromolekiile
(Polymere) zu beriicksichtigen.
Wihrend amorphe Kunststoffe
aus langen Fadenmolekiilen
bestehen, die eine ungeordnete
Struktur aufweisen, besitzen teil-
kristalline Thermoplaste auch
kristalline Werkstoffbereiche,
die in einer amorphen Umge-
bung eingebettet sind. Diese
weisen eine geordnete Struktur
auf und gewéhrleisten eine hohe
Steifigkeit des Kunststofts beim
Einsatz oberhalb der Glasiiber-
gangstemperatur.

Durch den unterschiedlichen
Molekiilaufbau von amorphen
und teilkristallinen Kunststoffen
resultiert ein unterschiedliches
Erweichungsverhalten. Amor-
phe Thermoplaste besitzen kei-

c2

nen Schmelzpunkt, aber einen
unter Umstinden weit ausge-
prigten Umformtemperatur-
bereich beginnend oberhalb der
Glastibergangstemperatur. Es ist
bei der Umformung eines amor-
phen Kunststoffniets zu beachten,
eine ausreichend hohe Tempe-
ratur sowie eine entsprechende
Umformkraft sicherzustellen. Bei
zu geringer Umformtemperatur
(hochviskose Schmelze) und
geringem Umformgrad besteht
die Gefahr, die Molekiilketten
beim Umformen zu orientie-
ren und dabei in eine Zwangs-
lage zu versetzen. Wird dieser
Zustand beim Abkiihlen ein-
gefroren, kann es bei erneuter
Erwdrmung iiber die Glasiiber-
gangstemperatur zum Riickver-
formen des Niets kommen (auch
bekannt als Memory-Effekt).

Teilkristalline Thermoplasten

konnen dagegen nur in einem
kleinen Temperaturbereich
umgeformt werden. Bei Uber-
schreitung der Glasiibergangs-
temperatur erweichen anfanglich
nur die amorphen Werkstoffbe-
reiche. Erst beim Erreichen des
Schmelztemperaturbereiches
16sen sich anschlieffend auch
die kristallinen Bereiche auf.
Dieser Temperaturbereich kann
zur Umformung von teilkristalli-
nen Thermoplasten genutzt wer-
den, ist aber folglich wesentlich
kleiner als bei amorphen Kunst-

Bild 6: Festlegung und Einhaltung des optimalen Temperaturbereiches
wichtig um die langzeitstabile Festigkeit und reproduzierbar
einwandfreie Optik der Nietverbindung dauerhaft sicherzustellen.

stoffen. Da aufgrund der hohen
Steifigkeit von teilkristallinen
Thermoplasten (unterhalb der
Schmelztemperatur) die Umfor-
mung des Kunststoffniets meist
nur oberhalb der Schmelztem-
peratur erfolgt, konnen Riick-
verformungen (Memory Effekt)
bei spaterer Warmeeinbringung
nahezu ausgeschlossen werden.
Amorphe Kunststoffe, wie
etwa PC-Blends und PMMA,
finden als transparente Werk-
stoffe Grofteils Verwendung fiir
Automobilbeleuchtungskérper
sowie nichttransparent im Auto-
mobil-Cockpit oder fiir Karos-
serieanbauteile. Hier diirfen die
Nietstellen optisch keinen Ein-
fluss auf die Produktfunktion
haben (etwa bei Streuscheiben
oder Heckleuchten) und miis-
sen auch bei konstanten, hohen
Vibrationen spielfrei und somit
gerduschfrei bleiben. Selbst
lackierte oder chromierte Ober-
flichen konnen mit dem Niet-
verfahren verarbeitet werden.
Bild 5 zeigt links das Schliff-
bild eines Nietkopfes aus PMMA
nach DVS lang (verarbeitet bei
240 °C), rechts nach bdtronic-
Richtlinie (verarbeitet bei 320
°C) nach dem Warmumform-
verfahren. Die Anbindung des
geschmolzenen Schaftes ist bei
der kiirzeren bdtronic Geo-
metrie vollstindig erfolgt. Die
Bruchkrifte sind ahnlich. Zur
Verarbeitung von Vollnietpins

mit 3 mm Auflendurchmesser
aus PMMA eignet sich alle drei
Verfahren fiir die bdtronic-Geo-
metrie sehr gut, und es kénnen
Festigkeiten von bis tiber 340 N
erreicht werden. Fiir die DVS-
lang-Volumina ist das Heizstem-
pelverfahren nicht empfehlens-
wert, da die Prozesszeiten ein
Vielfaches tiber den Vergleichs-
werten liegen und dennoch eine
deutlich geringere Festigkeit zu
erwarten ist, aber das Warmum-
formverfahren ermdéglicht bei
einer Heizzeit von 4 s mit die
hochste Festigkeit von fast 400
N. Bei den Abzugsprifungen
kam es hier in 60% der Fille
zum Pinbruch.

Fazit

Geometrie und Verfahren sind
fir die Vernietung von amor-
phen gegeniiber teilkristallinen
Kunststoffen wesentlich unkri-
tischer, dennoch ist die Festle-
gung und Einhaltung des opti-
malen Temperaturbereiches
wichtig um die langzeitstabile
Festigkeit und reproduzierbar
einwandfreie Optik der Niet-
verbindung dauerhaft sicher-
zustellen.

Wir stellen aus:
Productronica
Stand 249, Halle A4

» bdtronic GmbH
www.bdtronic.de
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3M priésentiert ein umfassendes Sorti-
ment an maflgeschneiderten Losungen
zur Zusammenfiigung von Bauteilen mit
Kiihlkorpern. Die Acryl-Pads sowie ther-
misch leitfahigen Klebstoftfilme garan-
tieren eine zuverldssige und dauerhafte
Verbindung. Die Produkte sind {iber den
Distributor Rutronik erhiltlich.

Die Filme und Pads kombinieren Hoch-
leistungs-Acrylat-Klebstofte von 3M mit
leitfahigen Keramikpartikeln, was eine
wirksame und effiziente Warmeableitung
von elektronischen Bauteilen gewéhrleistet.

Fir Anwendungen, die einer diinnen
Verklebung mit sehr guten thermischen
Eigenschaften bediirfen, sowie fiir das
Kleben von Bauteilen, Schaltungen und
Netzteilen eignen sich die thermisch leit-
fahigen Klebstoftfilme. Sie verbinden auf-

Thermisch leitfahige Materialien

grund ihrer hohen Klebkraft eine Viel-
zahl von Materialien bei einer zugleich
verbesserten Oberflichenbenetzung
und sehr guter Durchschlagfestigkeit.
Pads verfiigen iiber eine sehr hohe ther-
mische Leitfahigkeit fiir viele anspruchs-
volle Anwendungsbereiche, z.B. fiir sen-

sible Bauteile etwa im Bereich Automo-
bilelektronik und eMobility. Ein beson-
derer Vorteil der Acryl-Pads ist, dass bei
ihrer Verwendung Silikon-Verunreini-
gungen ausgeschlossen sind und keine
Siloxane ausgasen.

Die Acrylic-Pads 5590 H, 5570 und 5571
bieten zusitzlich eine sehr hohe Klebkraft
auf vielen Untergriinden, eine Tempe-
raturbestidndigkeit bis 110 °C und elek-
trische Isolierfahigkeit. Aulerdem sind
sie flammenabweisend geméf3 UL94V-0,
didmpfen Vibrationen und gleichen feine
Spalten aus.

» Rutronik
Elektronische Bauelemente GmbH
www.rutronik.com

Silikonfreie Warmeleitpasten fiir ein zuverlassiges Warmemanagement

Hochleistungselektronik enthélt zahl-
reiche Bauteile, die sich wahrend des
Betriebs aufwarmen. Damit solche Bau-
gruppen iber lingere Zeit leistungsfahig
bleiben, braucht es ein effizientes War-
memanagement, dass durch zuverlassige,
langlebige, warmeleitende Materialien die
Wirme von den Baugruppen ableitet.

Nordson EFDs innovative silikonfreie
Wairmeleitpasten verfiigen {iber ideale ther-
mische Eigenschaften und sorgen fiir eine
verldssliche Wéarmeableitung tiber einen
lingeren Zeitraum, als die meisten indus-
triellen wirmeleitenden Materialien.

Nordson EFDs silikonfreie Wirmeleit-
pasten sind so konzipiert, dass diese den
Pump-out-Effekt nahezu vollstindig elimi-
nieren und fiir ein langanhaltendes Warme-
management und eine effektive Wéarmelei-

tung sorgen. Die groflen Vorteile dieser sili-
konfreien Wirmeleitpasten sind die lange
Haltbarkeit und Funktionsfahigkeit. TC70-
Pasten werden bei normalem, industriellen

Thermisch leitender ;I'gle

* Hohe Klebekraft
» Gute Warmeleitung

» GroBer Temparatur-
bereich

» Geringe Fixierzeit
* Hohe Lebensdauer
» Gute Wirtschaftlichkeit

www.hernon.de
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Gebrauch nicht ausbluten, nicht ausharten
und nicht austrocknen oder schmelzen.

Das Warmeleitpasten-Sortiment umfasst:

« TC70 als am hédufigsten verwendete sili-
konfreie Warmeleitpaste

o TC70-340WC ist geeignet fiir Anwen-
dungen, bei denen das Entfernen eines
Bauteils vom Kiithlkérper zu einem spé-
teren Zeitpunkt nétig wird.

» TC70-57000 eine silikonfreie silberpar-
tikelgefiillte Spezial-Wiarmeleitpaste bie-
tet hochste elektrische und thermische
Leitfihigkeit.

» Nordson Deutschland GmbH
www.nordsonefd.com
info.de@nordsonefd.com

HERNON

Hernon, eine Marke seit 1978.
Mehr als 5.000 Klebelésungen
im Markt.

Ihr Kontakt:

Thomas Witt
Tel.: 074 52 / 84 44 192
twitt@4advancedtechnologies.de
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Warum Lotbarkeitstest?

Eine gute und sehr fundierte Methode (verschiedene Normen behandeln das Themal) ist die Untersuchung der
Bauteile mittels Lotbarkeitstester. Hierbei werden die Bauteile — am besten — schon im Wareneingang mit solch
einem Gerdit auf ihre Benetzbarkeit (iberpriift.

Wenn das Ergebnis gut ist,
konnen die Bauteile in die Pro-
duktion iibergeben werden. Ist
das Ergebnis nicht zufriedenstel-
lend, bleibt immer noch genug
Zeit, um die gesamte Charge
zuriickgehen zu lassen und
Ersatz zu fordern oder ander-
weitig zu beschaffen, bevor es

in der Produktion zu Engpéssen
kommt. Werden keinerlei Maf3-
nahmen zur Benetzbarkeitsve-
rifikation durchgefiihrt, besteht
die Gefahr, dass Bauteile am
Ende des Produktionsprozesses
obligatorische Tests nicht beste-
hen und alle bis dahin gefer-
tigten Einheiten repariert oder

abgeschrieben werden miissen.
Im schlimmsten Fall kommt es
dann auch zu Riickldufern aus
dem Markt oder Lieferverzug.
Die Folge- und Ersatzkosten,
die sich aus einer solchen nicht
abgesicherten und unkontrollier-
ten Produktionsmethodik erge-
ben, iibersteigen leicht vorstell-
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Einstellung der Testparameter
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bar die Investitionskosten eines
Lotbarkeitstesters.

Der Lotbarkeitstester

Die Lotbarkeitspriifung gestal-
tet sich bei modernen, PC-
geschiitzten Gerdten denkbar
einfach: zunichst werden Bautei-
ledaten und Testparameter mit-
tels einer tibersichtlichen Maske
in der Software erfasst. Danach
wird das Bauteil in eine Halte-
rung eingeklemmt, mit Fluss-
mittel benetzt und im Lotbar-
keitstester fixiert.

Wird der Testlauf gestartet,
erfasst die Software samtliche
relevanten Messwerte tabel-
larisch, gibt sie als Kurve aus
und blendet die fiir die jewei-
lige Norm relevanten Eckdaten
fiir eine Beurteilung der Lotbar-
keit mit ein. Diese Testroutine
sollte mit ca. 10 Bauteilen aus
der gleichen Lieferung wieder-
holt werden, um einen Mittel-
wert zu erhalten.

Die Software bietet statisti-
sche Informationen zu Abwei-
chung, Mittelwert etc. an. Unser
Lotbarkeitstester bietet auch die
Moglichkeit, wahrend der Mes-
sung auf Wunsch automatisch
ein Video des Testlaufs aufzu-
nehmen und mit der Messung
zu speichern. Er verfiugt seri-
enmafig tiber eine Einrichtung
zum Testen unter Stickstoff.
Dazu wird beim Test automa-
tisch eine Haube, die mit Haus-
stickstoft gespiilt wird, zusam-
men mit dem Priifteil abgesenkt.
Die Funktion kann in der Soft-
ware einfach ein oder ausge-
schaltet werden.

Messverfahren

Am gebrduchlichsten ist
der Test mit einem Lotbad, in
dem die gleiche Legierung (oder
zum Testen auch verschiedene)
wie in der Produktion verwen-
det wird. Hierzu wird das Bauteil
mit voreingestellter Geschwin-
digkeit und Tiefe in das Lot-
bad eingetaucht. Die genauen
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Standard Testablauf

Positionen des Bades und des
Bauteils werden vor der Mes-
sung mit einem beriithrungslo-
sen Sensor ermittelt. Vor dem
dann erfolgenden Messzyklus
wird das Lotbad automatisch
mittels Rakel von Oxyd befreit.

Mit Eintauchen des Bauteils
entsteht zunéichst eine Verdrin-
gung des fliissigen Lotes, da das
Bauteil nicht sofort oder nur ver-
zOgert Lot aufnimmt. Durch die
hohe Oberflichenspannung des
geschmolzenen Lotes entsteht
ein starker Auftrieb, welcher
gemessen wird. Nachdem das
Bauteil auf Lot-Temperatur ist,
beginnt die Benetzung und das
Lot flief}t an den zu benetzen-
den Fldchen nach oben. Zusam-
men mit der vorher genannten
Oberflichenspannung im fliis-
sigen Lot entsteht so eine Zug-
kraft, welche ebenso gemessen

wird. Der gesamte Messverlauf
wird optisch als Kraft-Zeit-Kurve
dargestellt. Samtliche Einzel-
messwerte sind natiirlich auch
als Tabelle vorhanden. Weiter-
hin kann das Gerit die Mess-
werte mathematisch aufberei-
ten und den Benetzungswin-
kel errechnen. Dieser Wert ist
- im Gegensatz zu Kraftwerten
- mit Ergebnissen anderer Bau-
teile vergleichbar. Auch die-
ses ist ein weiterer Vorteil des
Gerites. Ein Test mittels einer
geschmolzenen Lotkugel fin-
det ebenso hiufig Anwendung.

Der Ablauf und die Messwert-
erfassung sind dabei dem Test in
einem Lotbad sehr ahnlich. Nur
wird hierbei eine geschmolzene
Lotkugel verwendet und das Bau-
teil in X- und Y-Richtung mit-
tels motorisierten Achsen genau
iiber der Lotkugel positioniert.

Diese Lotkugel muss vor jedem

Test mittels Flussmittel von Oxyd

gereinigt werden und nach dem

Test ausgetauscht werden. Dazu

werden Lotformteile in den gin-
gigen Legierungen mitgeliefert.
Das Lotkugelmodul des Gerits

bietet die Lotkugeldurchmesser
1,2,3 und 4 mm an.

Neuartige Methode

Eine véllig neue und revo-
lutiondre Methode stellt der
Test mittels Lotpaste und ent-
sprechendem Temperaturpro-
fil dar. Hierbei wird ein Bauteil
auf gedruckter Lotpaste aufge-
setzt und anschlieflend durch
ein Thermoprofil dhnlich dem
eines Lotofens gefahren. Dabei
werden samtliche auftretenden
Krifte gemessen und ausgege-
ben. Diese neuartige Methodik
bildet derzeit die einzig bekannte
Moglichkeit, das existierende
Lotprofil eines Inline-Produk-
tionsofens stark angenédhert zu
simulieren und entsprechend
zu qualifizieren. Die Software-
Oberflache ist leicht zu bedienen
und erméglicht einfaches Anle-
gen kompletter Bauteilebiblio-
theken. Entsprechende Daten-
satze werden generiert, konnen
gespeichert und jederzeit wieder
abgerufen und editiert werden.

Zusitzlich konnen die Ergeb-
nisse immer in der erforder-
lichen Norm dargestellt wer-
den. Standardmiflig werden
viele Normen unterstiitzt. Wei-

Neue Hightech-Materialien fiir Mikrolinsen

tere oder eigene Standards kon-
nen leicht angelegt und verwen-
det werden.

Eine weitere Funktion er-
moglicht, die angezeigte Kurve
und der Messwerttabelle iiber
die Zwischenablage in andere
Anwendungen zu exportieren.

So konnen z.B. sehr ein-
fach Berichte oder Prasentati-
onen erstellt werden. Der Aus-
druck enthilt alle Messpara-
meter sowie die Kurve und die
Messwerttabelle. Mittels eines
PDFE-Druckertreibers konnen
die Reports leicht als PDF-file
erstellt und dann z.B. per Email
verschickt werden.

Wird der Steuerrechner mit
dem Netzwerk verbunden, kon-
nen alle Testergebnisse auf einem
zentralen Server gespeichert
und von dort auch aufgerufen
werden. Dies ist vor allem bei
Firmen mit mehreren Stand-
orten sehr interessant, da die
Messwerte untereinander ver-
glichen werden kénnen. So kon-
nen Ergebnisse von einem Bau-
teil aus Werk A direkt mit denen
von Werk B verglichen werden
oder aber auch von Lot 1 mit Lot
2 oder aber die Ergebnisse des
letzten mit denen dieses Jahres.
Der Kreativitit und den Mog-
lichkeiten sind hier kaum Gren-
zen gesetzt.

» Microtronic Microelectronic
Vertriebs GmbH
www.microtronic.de

Delo Industrie-Klebstoffe hat neue licht-
hirtende Epoxidharze und Acrylate fiir
die Linsenproduktion entwickelt. Die
innovativen, optischen Materialien fiir
Mikrolinsen sind heute schon in Array-
Kameras, Mobiltelefonen, LED-Blitzlich-
tern und 3D-Bildschirmen im Einsatz.

Durch die hochtransparenten Abform-
massen fiir Linsen mit sehr guter ther-
mischer Stabilitdt und hochster optischer
Qualitat konnen Kunden ihre Innovati-
onen jetzt schnell, unkompliziert und
dazu kostengiinstig herstellen.

Die neuen Produkte aus der Delo-Katio-
bond-OM-Serie zeichnen sich durch einen
minimalen Schrumpf bei der Aushir-
tung, maximale optische Qualitit sowie

Formstabilitat bei thermischer Belastung
aus. Zudem konnen sie problemlos in die
automatisierte Fertigung eingebunden
werden und ermdglichen so hohe Stiick-
zahlen mit geringen Kosten.

Fiir die Herstellung der Kunststofflin-
sen hat sich die Wafer-Level-Technolo-
gie etabliert, weil sie die umfangreichen
Anforderungen der Mikrooptik umfas-
send erfiillt. Zum einen werden mit der
WLT bis zu 4.000 Objektive gleichzei-
tig und kostengiinstig produziert. Zum
anderen konnen die Optiken direkt in
automatischen Bestiickungsmaschinen
eingesetzt werden, was den Gesamther-
stellungsprozess z.B. eines Mobiltelefons
vereinfacht und beschleunigt.

Die Nachfrage nach hochleistungs-
fahigen mobilen Endgeriten steigt und
Hightech-Artikel, wie Mini-3D-Kameras
(z.B. Array-Kameras), erobern den Alltag.
Mehr Funktionen in immer kleineren und
diinneren Produkten sind fiir Elektronik-
hersteller der Schliissel zum Erfolg und
ein klarer Wettbewerbsvorteil. Deshalb
werden Mikrooptiken aus Kunststoff bei
vielen Funktionen immer wichtiger, weil
sie sowohl hochleistungsfahig als auch
klein und leicht sind.

» Delo Industrie-Klebstoffe
info@delo.de
www.delo.de
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UL-Listung filir starrflexible Leiterplatten

Hiusermann, osterreichischer
Leiterplattenhersteller, ist nach
umfangreichen Tests von Under-
writers Laboratories (UL) erfolg-
reich fiir starrflexible Leiterplat-
ten qualifiziert worden. Mit den
UL-Zertifizierungen E72795 fiir
Amerika und E72795 Kanada
tragt Hausermann den Kun-
denanforderungen Rechnung.

Viele Kunden wiinschen bzw.
fordern eine UL Kennzeich-
nung. Sie bietet Erleichterungen
in Fragen der Produkthaftung
und bringt eine hohere Aner-
kennung bei Behorden.

Einhaltung amerikanischer
Sicherheitsstandards

UL steht fur Underwriter
Laboratories Inc., einer Non-
Profit-Organisation, die elek-
tronische Gerite und Kom-
ponenten auf die Einhaltung
amerikanischer Sicherheits-
standards iiberprift. Das UL-
Priifzeichen ist der am meisten
akzeptierte Nachweis, dass ein
Produkt amerikanischen und
kanadischen Sicherheitsanfor-
derungen entspricht. Fiir nord-
amerikanische Verbraucher,
Regulierungsbehérden und
Hersteller stellt das UL-Priif-
zeichen Nordamerikas ein aner-
kanntes Symbol fiir Produktsi-
cherheit dar. Mehr als 17 Milli-
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arden UL-Priifzeichen erschei-
nen jedes Jahr auf neuen Pro-
dukten. Um die Einhaltung der
tberpriiften Werte zu garan-
tieren, ist ein Follow-Up-Ser-
vice notwendig. Kiinftig wird
ein von UL eingesetzter Sach-
verstandiger das Leiterplatten-
werk in Gars am Kamp regel-
miflig besuchen und die Pro-
duktion kontrollieren. Auch
verpflichtet sich Hausermann,
in bestimmten Abstianden Lei-
terplatten in den gelisteten Aus-
tithrungen bei UL zur Priifung
einzureichen.

Ab sofort sind starrflexible
Leiterplatten mit UL-Kenn-
zeichnung bei Hausermann
erhiltlich.

» Hiiusermann GmbH
www.haeusermann.at

Aufbringen von Laserdiodenchips

Eine immer wiederkehrende

Aufgabe beim Aufbau von Dio- :

denlaser-Baugruppen ist das

Aufbringen von Laserdioden- | -
chips auf Heatspreader oder «~ —
Submounts. Besonders fiir
Einzelemitteraufbauten ist die-
ser Montageprozess iiber die
Produktvielfalt oft sehr &hn-
lich. Vor diesem Hintergrund
stellt ficonTEC, bekannt fiir
sein Portfolio von hochpra-
zisen Die-Bond-Automaten,
ein neues Mitglied seiner Pro-
duktfamilie vor. Der BL500-
COS ist ein Spezialist fiir das,
was sein Name bereits verrit.
Dieser eutektische Die-Bonder
wurde fiir die Montage von
Chip-on-Submount-Baugrup-
pen konzipiert. Zur Anwen-
dung kommt bei ihm hochauf-
l6sende Messtechnik in Ver-
bindung mit einem ultrapra-
zisen Bewegungssystem. Ein
Diodenlaserl6tsystem versorgt
die Maschine mit der notwen-
digen Fahigkeit fiir kurze Pro-
duktionszyklen.

» ficonTEC Service GmbH
info@ficontec.com
www.ficontec.com

electronicfab 4/2013



easssssssssssssmme Leiterplatten- und Bauteilefertigung cossssssssssss————

Neue Interferenzfilter fiir die Fotolithographie

Fotolithographische Filter kommen bei Anwendungen in LSI-
und LCD-Steppern zum Einsatz, bei denen Hochleistungs-
Quecksilberdampflampen fiir die Belichtung verwendet wer-
den. Die sehr schmalbandigen Bandpassfilter erzeugen eine
quasi-monochromatische Strahlung. Hierdurch wird auf dem
Target die bestmogliche Auflosung erreicht.

Laser Components bietet neue i-line-Bandpassfilter mit Fil-
terdesigns auf Basis der Dual-Magnetron-Reactive-Sputte-
ring-Beschichtungen an. Die i-line-Intensitét ist dadurch deut-
lich verbessert, ebenso wie die Homogenitét im fotolithogra-
phischen Prozess. Vom Hersteller dieser Filter, Omega Opti-
cal, kommt ein weiteres Produkt, welches besonders interessant
fiir die MEMS-Herstellung ist. MicroChem, der Hersteller des
Fotolacks SU-8, empfiehlt, UV-Strahlung unterhalb von 350
nm zu blocken, um besonders lotrechte Strukturen zu erzeu-
gen. In diesem Zusammenhang wird der Typ PL-360-LP aus

der Mask-Aligner-Serie besonders empfohlen.

» Laser Components GmbH, www.lasercomponents.com

Kosten senken in der Waferfertigung

Der Kunststoffverarbeiter
Ensinger brachte zwei neue
Werkstoffe fir die Halbleiter-
industrie auf den Markt: Die
Produktlinien Tecatron CMP
und Tecapeek CMP wurden
fir Bauteile entwickelt, die
beim chemisch-mechanischen
Polieren (CMP) eingesetzt wer-
den. Dieser Schliisselprozess in
der Waferfertigung stellt hohe
Anforderungen an die mecha-
nischen Eigenschaften und die
chemische Bestdndigkeit der
Hochleistungs-Kunststoffe.

Im CMP-Prozess werden ver-
schiedene Poliermittel einge-
setzt, die auch die Handling-
Komponenten stark beanspru-
chen. Das neue PPS-Material
Tecatron CMP zeigt eine noch
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hohere Abrieb- und Verschleif3-
festigkeit als das Vorlauferpro-
dukt. In Verbindung mit der
materialspezifischen Chemi-
kalien- und Lésungsmittelbe-
stindigkeit erhohen diese tribo-
logischen Vorteile die Lebens-
dauer der Kunststoftkomponen-
ten. Dank der reduzierten Still-
standszeiten sinken die Stiick-
kosten in der Waferfertigung.
Durch den Einsatz spezieller
Poliermittel kénnen extreme
mechanische Belastungen auf-
treten. Unter diesen Bedin-
gungen ist Tecapeek CMP der
ideale Werkstoft. Dieses neue
PEEK-Produkt von Ensinger
zeichnet sich nicht nur durch
Zahigkeit und Dimensionssta-
bilitat aus, sondern auch durch

eine sehr gute Abrieb- und Ver-  bologischen Eigenschaften fiir
schleififestigkeit. In Verbindung  besonders lange Standzeiten.

mit der hohen Chemikalienbe-
standigkeit sorgen diese exzel-
lenten mechanischen und tri-

» Ensinger GmbH
www.ensinger-online.com

Nutzentrenner LOW 4233

asen - sagen -
- markieren -

= et a‘
m L7 ? o‘ ‘“ .
P 9 KV
| - §0F 2w
W
0 ot ?

Maschinenbau = Werkzeugbau *» Luftlagerfertigung
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Die Innovation in der Logistik fiir elektrische Bauelemente:

Berlihrungsloser und automatischer
Bauelementezahler

N\

Folie entnommen werden — eine
enorme Erleichterung.

Bedienerfiihrung mittels
Touchscreen

Zusammen mit dem Fraunho-
fer Institut fiir Integrierte Schal-
tungen in Erlangen und dem
Konstruktionspartner Albert &
Hummel entwickelte die Elek-
tron - gefordert vom Zentralen
Innovationsprogramm Mittel-
stand, kurz ZIM - das rund
900 kg schwere Gerit. Die Bedie-
nerfithrung erfolgt iiber einen
21 Zoll groflen Touchscreen,
wobei die Bildinspektion und

Bild 1: Ermittlung der SMD-
Bauteilbestdnde friiher

Der EMS-Dienstleister Elek-
tron prasentiert auf der pro-
ductronica im November eine
Innovation, mit der es moglich
ist, beriihrungslos und auto-
matisch die exakte Anzahl von
SMD-Bauelementen in Gebin-
den zu ermitteln. Im Vergleich
zu einem konventionellen Bau-
teilzdhler schrumpfen die Per-
sonalkosten inklusive Hand-
ling durch den OC-SCAN um
90% pro Jahr. Auflerdem ver-
spricht das Gerit eine Reihe an
Gesamteinsparungen durch Ver-
meidung von Stillstandzeiten an
den SMD-Linien, die Bestands-
senkung durch reelle Bestande
(keine Sicherheitsbestinde mehr
notig), den Wegfall der Stich-
tagsinventur, Wegfall der Son-
derbeschaffungen und den Weg-
fall der handischen Eingabe der
Stiickzahlen ins ERP. Zusitzlich
haben die Kunden tagesaktuelle
Bestinde.

Zahlgenauigkeit liegt bei
>99 Prozent

In den Bereichen der Elek-
tronik und Mechanik eroffnet
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Bild 2: Ermittlung der SMD-Bauteilbestdnde innovativ/heute

die bildgebende Qualitétsbe-
wertung der Industrie signifi-
kante Effizienz- und Optimie-
rungspotenziale.

Die optical control prisentiert
mit dem OC-SCAN eine maf3ge-
schneiderte Losung fiir die Logi-
stik elektrischer Bauelemente.
Bisher konnte die Anzahl von
SMD-Bauelementen in Gebin-
den nicht exakt bestimmt wer-
den - und schon gar nicht
berithrungslos. Mit dem OC-

SCAN ist dies nun innerhalb
von 20 Sekunden moglich, der
Einzug der Gebinde erfolgt dabei
tiber eine Schublade.

Die Ziahlgenauigkeit liegt
dabei tiber 99%. Und noch ein
Novum beinhaltet dieses inno-
vative Produkt: es ist sogar das
Zghlen von eingeschweifiten
Gebinden moglich. Somit miis-
sen eingeschweifite, feuchtig-
keitsempfindliche Gebinde bei
der Inventur nicht mehr aus der

— B o~
i
mm |

-navigation iiber die Zwei-Fin-
ger-Steuerung erfolgt, wie sie
bereits bei Smartphones zum
Einsatz kommt. Wenn keine
weiteren Eingabegeridte vorhan-
den sind, kann die Texteingabe
tiber ein Soft-Keyboard erfolgen.
Bei jedem Vorgang findet auto-
matisch eine Speicherung aller
relevanten Daten eines Scans
statt. Die intuitive und fehler-
sichere Bedienung kann auch
durch ungeschulte Nutzer erfol-
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gen. Zudem sind die manuellen
Nutzereingriffe auf ein Mini-
mum beschréankt.

1,3 m2 Stellflache geniigen

Mittels eines Handscan-
ners erfolgt die Identifikation
der Gebinde. Maximal kon-
nen Gebinde mit einem Rollen-
durchmesser von 45 cm verar-
beitet werden. Die Scanbereich
betrigt 50 x 50 cm. Zudem wird
dem Gerit ein Rollendrucker
fir Etiketten mitgeliefert. Was
die Mafle anbelangt, so bean-
sprucht die Innovation fiir ihre
Anwendungen gerade mal 1,3 m?
Stellflache bei einer Hohe von
184 cm. Dies ermoglicht ver-
schiedene Anwendungsgebiete,
wie die Wareneingangskontrolle,
an der SMD-Linie, im Lager-
bereich oder auch an zentralen
Abristsammelstellen.

Amortisationszeit unter zwei
Jahren

Allein der Vergleich von einem
konventionellen Bauteilzahler

und dem OC-SCAN offenbart,
dass die Personalkosten inklu-
sive Handling auf 10% schrump-
fen. Was die Gesamteinspa-
rungen, bezogen auf Faktoren
wie Mehrfachriistung pro Jahr,
Einsparung der Stichtagsinven-
tur, Stillstandzeiten der SMD-
Linie fiir Neuriistung, Wegfall
von Sonderbeschaffungen oder
auch der Wegfall der hindischen
Eingabe der Stiickzahlen ins ERP
durch eine nahtlose Anbindung
an Warenwirtschaftssysteme
betriftt, konnen Unternehmen
durch den OC-SCAN richtig
sparen. Laut Berechnungen
des Vermarkters optical con-
trol liegt die Amortisationszeit
unter zwei Jahren.

Wir stellen aus:
productronica:
Halle B1, Stand 121

» elektron Systeme und Kom-
ponenten GmbH & Co. KG
www.elektron-systeme.de
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Produktportfolio an Glaswafern
fur die Halbleiterindustrie

Der Technologiekonzern
Schott ist mit seinem Geschifts-
bereich Advanced Optics der
einzige Hersteller weltweit,
der eine Materialfamilie aus
ultra-diinnen Glaswafern mit
unterschiedlichen Produktei-
genschaften und kundenspezi-
fischen Designs anbietet (nach
Firmenangabe). Die drei ver-
schiedenen Glaswafertypen
aus AF32 eco, D 263T eco und
MEMpax sind fiir viele Anwen-
dungen in der Halbleitertech-
nologie geeignet.

Mit mehr als 125 Jahren
Erfahrung in Bereich optisches
Glas weist Schott eine lange
Geschichte der Produktion von
Diinnglasern in dafiir eigens
entwickelten Herstellungspro-
zessen auf. Glaswafer aus AF 32
eco, D 263 T eco und MEMpax
basieren auf drei verschiedenen
Glasarten, die in einem spezi-
ellen Down-Draw-Prozess pro-
duziert werden, der eine feuer-
polierte Oberflache mit einer
Rauigkeit kleiner einem Nano-
meter garantiert. Vorteil: Die
Glaseigenschaften konnen den
verschiedenen Anwendungs-
moglichkeiten perfekt ange-
passt werden.

Bei AF 32 eco handelt es sich
um ein alkali-freies Flachglas,
das in Dicken von 1,1 bis 0,1
mm erhaltlich ist. Sein Wér-
meausdehnungskoeffizient ent-
spricht dem von Silizium. Somit
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eignet es sich hervorragend fiir
Wafer-Level Packaging in halb-
leiterbezogenen Anwendungen.
Aufgrund seiner hohen Trans-
formationstemperatur kann es
bei Prozessen bis zu 600 °C ein-
gesetzt werden. Hauptanwen-
dungen sind Bildsensoren fiir
Mobiltelefone und Carrierwa-
fer in der Halbleiterproduktion.
AF 32 eco wird ausschliefilich
mit umweltfreundlichen Lau-
termitteln hergestellt.

Das Diinnglas D 263 T eco
ist ein durchsichtiges Borosili-
katglas mit hoher chemischer
Bestandigkeit. Es bietet sich als
Substratglas fiir Infrarotfilter
fiir Kameramodule in Mobil-
telefonen an, da sein Ausdeh-
nungskoeffizient dem der meist
verwendeten Keramikgehduse
in der Mikroelektronik ent-
spricht. Durch seine hohe Licht-
durchlassigkeit, einfache Ver-
arbeitbarkeit und ein Dicken-
spektrum von 0,1 bis 1,1 mm
eignet es sich fiir die einfache
Handhabung bei zukiinftiger
Produktminiaturisierung. Es
kann auch als Substratglas fiir
Beschichtungen oder als Ersatz
fiir Kunststoff im Bereich Auto-
motive oder Electronics ein-
gesetzt werden. D 263 T eco
wird ebenfalls ausschliefSlich
mit umweltfreundlichen Lau-
termitteln hergestellt.

MEMpax ist ein sehr diin-
nes, hochqualitatives Borosi-

likatglas, das in der MEMS-
Technologie (Micro-Electro
Mechanical Systems) zum Ein-
satz kommt. Es wird in Dicken
von 0,7 bis 0,1 mm angeboten.

FRITSC
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MEMpax dhnelt Schotts Boro-
float 33, was die physischen,
thermischen und chemischen
Eigenschaften angeht, zielt aber
auf ultradiinne Borosilikatan-
wendungen ab.

Der lineare Wirmeausdeh-
nungskoeftizient von MEMpax
entspricht dem von Silizium.
Ferner ist das Glas bestens fiir
das sogenannte anodische Bon-
den geeignet, ein Fertigungs-
prozess, mit dem sich Halblei-
ter- und Glaswafer extrem sta-
bil und hermetisch dicht kom-
binieren lassen. MEMpax erfiillt
die Funktion, die Siliziumwafer
innerhalb der Sensoren zu schiit-
zen oder verschiedene Kompo-
nenten zu verbinden.

» Schott Advanced Optics
www.schott.com
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Reinigen in der Elektronikfertigung

Die Reinigung mit wdssrigen Medien erfolgt iiblicherweise in
Tauchanlagen mit mehreren Reinigungs- und Spiilbddern

(Quelle: Amsonic).

Steigende Anforderungen
an die Zuverlassigkeit, die wei-
ter fortschreitende Miniaturi-
sierung und nicht zuletzt eine
wachsende Zahl von Ausfillen
von in Noclean-Prozessen gefer-
tigten elektronischen Baugrup-
pen lassen die Reinigung in der
Elektronikfertigung wieder zu
einem zentralen Thema wer-
den. Fiir den optimalen Reini-
gungsprozess bietet die Indus-
trie unterschiedliche Losungen.

Die Entwicklung von Noclean-
Flussmitteln und -Lotpasten hat
entscheidend dazu beigetragen,
dass die Reinigung von Baugrup-
pen in der Elektronikfertigung
in den Hintergrund geraten ist.
Bei vielen Baugruppen, die aus-
schlieflich in atmosphirisch
unkritischen Umgebungen ein-
gesetzt werden, stellt dies meist
auch kein Problem dar.

Kommen sie dagegen in
ungiinstigen Umgebungen (etwa
bei Feuchtigkeit oder schwan-
kenden Temperaturen) zum
Einsatz, kann sich die durch
den Noclean-Prozess aufge-
baute Schutzschicht nach und
nach abbauen. Dadurch werden
ionisch aktive Substanzen frei-
gesetzt, die die Elektromigration
und das Dendritenwachstum
fordern. Dies erfolgt hauptsich-
lich in engen Bereichen unter
Bauteilen und zwischen deren
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Anschliissen beziehungsweise
anderen Kontaktflachen.

Hohere Anforderungen an
Oberfléchen

Dariiber hinaus stellen Schutz-
beschichtungen (Conformal
Coatings), die fortschreitende
Minijaturisierung, das Draht-
bonden und der verstirkte Ein-
satz von Hochspannungsbau-
gruppen sehr hohe Anspriiche
an die Oberflichensauberkeit.
Ein weiterer Aspekt ist die Ver-
wendung bleifreier Lotpasten. Sie
enthalten einen hoheren Fluss-
mittelanteil und aggressivere
Aktivatoren, die zu Problemen
fithren konnen. Bei der Reini-
gung von elektronischen Bau-
gruppen geht es also darum,
potenziell schidliche Verun-
reinigungen, wie Flussmittel-,
Lotmittel- und Haftmittelriick-
stinde, sowie Verschmutzungen,
wie Staub und Riickstdnde, aus
vorangegangenen Fertigungs-
schritten zu entfernen.

Das richtige Reinigungsmedium

Wesentlich fiir die Wirtschaft-
lichkeit und Zuverlassigkeit des
Reinigungsprozesses ist die Aus-
wahl eines geeigneten Reinigers.
Kriterien dabei sind die Art und
Menge der zu entfernenden Ver-
unreinigungen sowie der Werk-
stoff. Géngige, in der Elektro-
nikfertigung eingesetzte Reini-

ger sind Losemittel, wasserba-
sierende tensidhaltige Medien
sowie tensidfreie Reiniger auf
Wasserbasis.

Als Losemittel werden in
der Elektronikindustrie haufig
nicht halogenierte Kohlenwas-
serstoffe, modifizierte Alkohole
oder Hydrofluorether (HFEs)
eingesetzt. Letztere wurden
als Alternative zu den frither
bevorzugt eingesetzten, auf-
grund ihres hohen Ozonabbau-
potenzials aber seit rund zwei
Jahrzehnten nicht mehr herge-
stellten Fluorchlorkohlenwas-
serstoffen (FCKWs) entwickelt.
Nicht brennbare HFEs zeichnen
sich durch dhnliche Leistungs-
eigenschaften wie FCKWs aus,
haben aber kein Ozonabbaupo-
tenzial, eine kurze atmosphi-
rische Lebensdauer und nur
ein geringes Treibhauspoten-
zial. Gleichzeitig bieten sie in
der Elektronikreinigung gefragte
physikalische Eigenschaften,
wie relativ hohe Dichte, geringe
Viskositiat und niedrige Ober-
flichenspannung. Eingesetzt
werden diese Losemittel als so
genannte Monosolvent-, Cosol-
vent- und Bisolvent-Systeme.

Beim Monosolvent-System
kommt {iblicherweise ein reines
HFE oder ein Azeotrop - eine
Mischung aus zwei oder mehr
Komponenten, die ohne Veran-
derung der chemischen Zusam-
mensetzung verdampfen - zum

Reinigung oD

Einsatz. Es wird fiir die Entfer-
nung leichter Verunreinigungen,
wie beispielsweise Leichtole,
Halogenverbindungen, Easy-
clean-Flussmittelriickstande,
Partikel und Staub, verwendet.
Das Cosolvent-System besteht
aus einem HFE, das mit einem
schwer flichtigen organischen
Losungsmittel als Losevermitt-
ler kombiniert wird. Der Lose-
vermittler entfernt Verunreini-
gungen von der Werkstiickober-
fliche. Durch das HFE werden
Losungsmittel und Verschmut-
zungen von den Teilen abgespiilt.
Die Reinigung im Cosolvent-Ver-
fahren ist ausgesprochen flexibel
und bietet auch bei schwierigsten
Verunreinigungen, wie beispiels-
weise Schwerole, Fette, Wachs,
NC-Flussmittelriickstinde und
Klebstofte, gute Ergebnisse. Bei
der Auswahl des schwer fliich-
tigen organischen Losemittels
sollte eine Materialvertraglich-
keitspriifung erfolgen.
Cosolvent- und Bisolvent-
Systeme unterscheiden sich im
Wesentlichen dadurch, dass
beim Cosolvent Losungsmittel
und Spiilmittel vermischt wer-
den, wahrend sie beim Bisol-
vent-Prozess getrennt bleiben.

Optimale Prozesse durch
angepasste Anlagentechnik

Um eine wirtschaftliche und
reproduzierbare Reinigung zu
gewihrleisten, ist eine optimale

Ultraschall bietet bei der Reinigung in der elektronischen

und Halbleiterindustrie ein breites Anwendungsspektrum. Die
reinigenden Schallwellen kommen mit Losemitteln und wdssrigen
Medien zum Einsatz (Quelle: Weber Ultrasonics).
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Die €0,-Schneestrahireinigung ermdglicht die trockene und
schonende Entfernung filmischer und partikulérer Verunreinigungen
beispielsweise vor dem Drahtbonden. Durch die einfache
Automatisierbarkeit ldsst sich der Reinigungsprozess in das
Bondsystem integrieren (Quelle: acp).

Abstimmung zwischen Reini-
gungsmedium und Anlagen-
technik unverzichtbar. Dafiir
steht eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Reinigungssyste-
men zur Verfiigung, beispiels-
weise Tauchanlagen mit Ultra-
schall oder Druckumfluten und
Spritzreinigungsanlagen. Lose-
mittel werden heute in vollstin-
dig geschlossenen Reinigungs-
anlagen eingesetzt.

Die Ultraschallreinigung mit
Losemitteln oder wissrigen
Medien bietet in der Elektro-
nikfertigung ein breites Anwen-
dungsfeld. Mafigebend fiir die
Reinigungswirkung ist neben
dem Reinigungsmedium die
Frequenz der vom Ultraschall-
generator erzeugten elektrischen
Signale, die das Schwingsystem
als Schallwellen in das Fliissig-
keitsbad {ibertragt. Generell
gilt dabei: Je niedriger die Fre-
quenz, desto hoher ist die durch
die Schallwellen freigesetzte
Energie. So genannte Mehrfre-
quenzsysteme ermdglichen die
Beschallung des Reinigungs-
guts mit unterschiedlichen Fre-
quenzen. Die optimale ,,Zusam-
mensetzung” von Reiniger und
Ultraschallfrequenz lasst sich
durch Reinigungsversuche bei
Anlagen- bzw. Medienherstel-
lern ermitteln.

Geht es um die Auswahl der
Reinigungsanlage, stellen sich
folgende Fragen: Welcher Durch-
satz muss bewiltigt werden?
Welche Aufstellfliche steht zur
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Verfiigung? Wie soll die Reini-
gung in den Fertigungsprozess
integriert werden?

Trockene Alternativen mit
Kohlendioxid

Die Reinigung mit kompri-
miertem Kohlendioxid stellt
eine Ergdnzung der nassche-
mischen Verfahren dar. Unter
komprimiertem Kohlendioxid
ist die mittels Druck verfliis-
sigte bzw. tiberkritische Phase
von CO, zu verstehen, in der
das Medium sehr gute Lose-
mitteleigenschaften gegeniiber
einer Vielzahl von unpolaren
Verunreinigungen, wie Fet-
ten und Olen, besitzt. Uberkri-
tisches CO, zeichnet sich durch
eine niedrige Viskositdt und
geringe Grenzflachenspannung
aus, woraus eine verbesserte
Spaltgingigkeit resultiert. Dies

ermoglicht die Reinigung von
Bauteilen mit extrem komplexen
Geometrien, wie etwa feinsten
Bohrungen und engsten Spal-
ten. In der Elektronikfertigung
bietet diese Technologie Poten-
zial beispielsweise bei der Rei-
nigung kompletter Leiterplat-
ten und Baugruppen, der Ent-
fernung von Flussmittelriick-
stinden sowie der Abreinigung
von Olen und Fetten bei metal-
lischen Bauteilen wie etwa Kon-
takten. Das Verfahren erfiillt
die Forderung nach umwelt-
gerechten trockenen und riick-
standsfreien Verfahren.

Riickstandsfreie Entfernung

Fliissiges Kohlendioxid kommt
auch bei der CO,-Schneestrahl-
reinigung als Medium zum Ein-
satz — allerdings in Form feinster
Schneekristalle. Durch das
Zusammenwirken chemischer,
thermischer und mechanischer
Eigenschaften entfernt der ungif-
tige und nicht brennbare CO,-
Schnee filmische und partikuldre
Kontaminationen riickstandsfrei,
auch selektiv auf Funktionsbe-
reichen wie beispielsweise Kon-
taktstellen. Da die Reinigung
trocken erfolgt, entfallen auch
hier energieintensive Trock-
nungsprozesse. Das Verfahren
ermoglicht bei unterschied-
lichsten Anwendungen in der
Elektronikfertigung, wie etwa
vor Bondprozessen, dem Bestii-
cken von Leiterplatten und Foli-
enleiterplatten sowie bei der Her-
stellung von MID-Strukturen,
die bedarfsgerechte und zuver-
lassige manuelle oder vollauto-
matisierte Reinigung.

Reinigung eassssssssss——

Plasma — Reinigen im vierten
Aggregatzustand

Plasma, ein gasformiges
Gemisch aus Atomen, Molekiilen,
Ionen und freien Elektronen, er-
moglicht die effiziente Oberfld-
chenbehandlung elektronischer
Bauteile und Komponenten aus
unterschiedlichen Materialien.
Dabei erfolgt eine gleichzeitige
Abreinigung organischer Ver-
schmutzungen sowie die Akti-
vierung der Oberfliche. Diese
Doppelfunktion beruht auf
einer physikalischen und che-
mischen Reaktion des Verfah-
rens. Je nach Anwendungsfall
kommen Niederdruckplasmen
oder inlinefahige Atmosphéren-
druckplasmen zum Einsatz. Mit
ersteren konnen sowohl oxidie-
rende als auch reduzierende Pro-
zesse durchgefiithrt werden. Im
oxidierenden Plasma lassen sich
organische Verschmutzungen
vor dem Loten oder Bonden
abreinigen. Mit reduzierenden
Plasmaprozessen lassen sich bei-
spielsweise Bondverbindungen
durch Reduktion galvanisch
aufgebrachter Metallschichten
optimieren. Die Oberflachen-
reinigung und -aktivierung
durch Atmospharendruckplas-
men kommt in der Elektronik-
industrie beispielsweise vor dem
Bedrucken, Verkleben oder Ver-
gieflen von Elektronikplatinen
und Halbleitern, bei der Herstel-
lung optoelektronischer Bauele-
mente sowie vor dem Drahtbon-
den zum Einsatz.

» Deutsche Messe AG
fairXperts GmbH
www.parts2clean.de

Durch nicht brennbare HFEs werden bei der Entfernung von Flussmitteln gute Ergebnisse erzielt
(Quelle: Puretecs).
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Neuartige chemische Vorreinigung

Um die Kupferoberfldche von Leiterplatten zu siubern und anzurauhen wurde eine chemische Vorreinigung in den Prozess integriert.

Um die Kupferoberfliche von
Leiterplatten zu sdubern und
anzurauen, werden in der Regel
Biirstmaschinen mit Schleifwal-
zen verwendet. Damit lassen
sich zwar Bohrgrate entfernen,
eine optimale Haftung des Foto-
resists sowie des Lotstopplacks
lasst sich jedoch nicht erreichen,
da die abgetragenen Strukturen
zu grob sind.

Die LeitOn GmbH hat daher
eine neuartige chemische Vor-
reinigung in den laufenden Pro-
duktionsprozess der Leiterplat-
tenfertigung integriert. Dabei
handelt es sich um eine Mikro-
atze auf der Basis von Wasser-
stoftperoxid, die vom amerika-
nischen Chemieexperten OMG
entwickelt wurde. Durch die
gleichméfligere Bearbeitung
haften Resist und Lotstopp-
lack deutlich besser und es las-
sen sich Leiterbahnen von nur
50 pm darstellen. Zu Beginn
des Verfahrens werden die Lei-
terplatten bei einer Temperatur
von 35 °C entfettet, von Oberfla-
chenverschmutzungen gereinigt
und anschlieflend gespiilt. Im
darauf folgenden Mikrodtzbad
wird die zugesetzte Menge des
Additivs Glibrite von 3,5% des
Gesamtvolumens auf 4 erhoht.
Der Anteil der Schwefelsdure
bleibt konstant bei 2,5 und die
Konzentration des Wasserstoft-
peroxids steigt um einen Pro-
zentpunkt auf 4,5% an. Nach
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einer weiteren Spiilkaskade folgt
die Entfernung der Restchemie,
danach wiederum zwei Spiil-
ginge, um die Platte anschlie-
Bend bei 80 °C zu trocken.

Die chemische Behandlung
der Oberflichen erfolgt 6ko-
nomisch und erzeugt bei einer
sehr geringen Atzrate von nur
0,3 bis 0,7um einen optimal
homogenen Haftgrund fiir die
weitere Bearbeitung der Lei-
terplatten.

Die Vorbereitung fiir den
Resist ist deshalb so wichtig,
weil die gleichmaflige Rauigkeit
tiber die Haftung der Fotostruk-
tur entscheidet. Kommt es beim
Auflaminieren zu Fehlern, wer-
den mehr Stellen belichtet, als
fiir die Darstellung der Leiter-
bahnen notwendig - die Platte
kann folglich nicht verwendet
werden. Durch die Verwendung
von Glibrite ldsst sich eine sol-
che Unterwanderung vermei-
den, was zu einem deutlich
geringeren Ausschuss und einer
entsprechend héheren Termin-
sicherheit fithrt. Ahnliches gilt
fiir den Lotstopplack: Haftet die-
ser nicht richtig, und es wird
beispielsweise Chemisch Zinn
fiir die Endoberfliache verwen-
det, kann es dazu kommen, dass
dieser unterwandert wird und
abplatzt. Auch hohere Tempe-
raturen konnen einen solchen
Effekt hervorrufen.

Durch die neue Behandlungs-
methode eignen sich die Ober-
flachen zudem perfekt als Unter-
grund fiir Bond-Endoberflachen.
Ein weiterer Vorteil ist die Mog-
lichkeit, immer feinere Struk-
turen darzustellen. Ebenfalls
in Kooperation wurde kiirzlich
eine ,Desmear“-Anlage mit in
Betrieb genommen. Der Prozess
dient zur Bohrlochreinigung
von Multilayern sowie zwei-
lagigen Leiterpatten und wird
direkt vor der Durchkontaktie-
rungslinie gefahren. Chemisch
gesehen handelt es sich bei Des-
mear um eine Rickitzung, die
tiir die Entfernung geschmolze-
ner Glasfaserriickstinde einge-
setzt wird. Nach dem Bohren
der Leiterplatten, die meist aus
glasfaser-verstarktem Epoxid-
harz bestehen, bleiben an den
Réndern der Locher ansonsten
Glasfaser- und Harzreste zurtick.

Die Behandlung findet in drei
Prozessstufen statt: Zunachst
wird der Bohrstaub entfernt,
dann miissen die gebohrten
Leiterplatten auf die nachfol-
gende Behandlung mit der alka-
lischen Permanganatlgsung vor-
bereitet werden. Dafiir wird der
Hole Cleaner 340, ein biologisch
abbaubarer Queller verwendet,
der das Harz in den Bohrlochern
aufweicht. Das Mittel kann in
gleicher Weise bei verschie-
denen Harzen und Polyamid-
harzsystemen eingesetzt wer-

den und eignet sich aufgrund
der extrem niedrigen Oberfla-
chenspannung ausgezeichnet,
um Mikrovias und besonders
kleine Bohrungen zu benetzen.

Anschlieflend wird der Oxi-
dizer, ein Desmearsystem auf
Perganganatbasis, dazu verwen-
det, die Bohrlochwandung voll-
standig zu reinigen und gege-
benenfalls anzuidtzen. Durch
die ausgepragtere Topographie
soll die Haftung fiir das nach-
folgende Black-Hole-Verfah-
ren gesteigert werden. Anders
als bei einer Plasmabehand-
lung kommt es beim Oxidi-
zer nicht zu elektrischen Feld-
variationen. Auflerdem ist das
System auch bei Polyamidhar-
zen wirksam, was ebenfalls von
Vorteil ist. Zum Schluss werden
die Riickstande in einem Neu-
tralizer reduziert und gleich-
zeitig, bei Bedarf, das nach der
Oxidierstufe entwickelte Glas
angeitzt. Auf diese Weise lassen
sich Innenlagen, Multilayer und
doppelseitige Schaltungen mit
einer mikrofein strukturierten
Harzoberfliche herstellen.

LeitOn nutzt den Riickitz-
prozess auch bei zweilagigen
Leiterplatten fiir eine verbes-
serte Hiilsenanbindung (siche
hierzu auch Bild 2).

» LeitOn GmbH

kontakt@leiton.de
www.leiton.de
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Markteinfiihrung neuer Produkte
auf der productronica

Auf der diesjahrigen productronica zeigt
Pickering Interfaces die neuesten Produkte.
Die Productronica ist die erste Adresse fiir
die Priiftechnik im Allgemeinen, um sich
iiber neue Technologien auszutauschen,
innovative Anwendungen zu diskutieren
und Produkte und Dienstleistungen aus-
zustellen.

Pickering Interfaces prasentiert folgende

Produkte:

o 40-161 16A Power Relays - Eine 16A
Schaltkarte in hochster Packungsdichte,
erhdltlich in 5 verschiedenen Ausfiih-
rungen und speziell fiir Anwendungen
im Mil/Aerobereich entwickelt.

o 40-651 5A Power EMR Multiplexer
- Eine Erweiterung der Pickering Multi-
plexer Palette, mit der die Liicke verfig-
barer Produkte zwischen 2 A und 10 A
geschlossen wird. Der PXI Multiplexer,
auf Basis elektromechanischer Relais,
ist in vier verschiedenen Konfigurati-
onen verfiigbar.

o 40-784A Microwave Multiplexer - Eine
verbesserte Ausfithrung mit LED Kanal-
anzeige, verfiigbar jetzt auch in Dreifach-
ausfithrung und mit 18 GHz Bandbreite

« 50-412 Programmable Threshold Digi-
tal I/O - eine Erweiterung des Pickering
PCI Angebotes um eine I/O Karte mit 32
digitalen Eingingen mit programmier-
baren Pegeln sowie 32 Ausgingen die
als Quelle oder Senke betrieben wer-
den konnen.
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e 60-102B/103B LXI
Modular Chassis’
- das Nachfolgemo-
dell der LXI Chas-
sis, iiber die nahezu
alle Pickering-PXI-
Module via Ethernet
angesteuert werden
konnen, jetzt mit
1000baseT Netz-
werkfahigkeit und
Anzeige der Netz-
werkadresse in der
Frontplatte.

PX140-738 USB Hub
- Pickering Inter-
faces erginzt seine
PXI-USB-Produkte
mit einem 8 Port
USB-2.0-Hub, der
den direkten Daten-
strom tiber die PXI

LXI Handbuches veroffentlicht: LXImate
— A Practical Guide to the LXI Standard and
Getting Started with LXI Devices

Aktualisiertes Produkt-Angebot

Das LXImate vermittelt eine Ubersicht
uber den LXI-Standard, der sich mit den
Anforderungen und Lésungen der Indus-
trie beziiglich Funktionstest, Messtechnik
und Datenerfassung beschiftigt. Die Neu-
ausgabe wurde im Hinblick auf Ergdnzungen
im Produktangebot aktualisiert, wobei ein
Trend weg von der Gerite-Klassen Struk-
tur hin zur Beschreibung von Kerneigen-
schaften und optionalen, erweiterten Funk-
tionen zu beobachten ist. Auch die vom LXI
Konsortium initiierten Verbesserungen
wie IPv6 und der von der IVI Foundation
definierte Standard HiSLIP (High-Speed
LAN Instrument Protocol) werden erwéihnt.
Uber das Beschreiben des Standards und
die Anschaltung von LXI-Instrumenten
hinaus gibt die neue Ausgabe des LXI-
mate einen Einblick in die Art und Weise,

Backplane ermog- §

licht. Damit kann

eine Ankopplung USB basierter Gerite
an das Testsystem mit gleichzeitiger
Funktionspriifung wie Simulation von
Leitungsunterbrechung und Power Fail
realisiert werden.

Neue Ausgabe des LXI-Handbuches auf der
Messe erhaltlich

Pickering Interfaces hat vor kurzem die
dritte Ausgabe seines englischsprachigen

wie Pickering Interfaces den LXI-Standard
nutzt, um die Kernmairkte im Bereich des
Schaltens zu bedienen.

Wir stellen aus:
productronica:
Stand A1.452, Halle A1

» Pickering Interfaces GmbH
desales@pickeringtest.com
www.pickeringtest.com
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Boundary Scan Neuheiten
auf der productronica

Komplette Anwendungen mit
Leichtigkeit entwickelt JTAG
ProVision

Mit JTAG ProVision erzeu-
gen und validieren Kunden auf
komfortable Art verschiedenste
JTAG-Anwendungen. Diese
zukunftsweisende, intuitive Ent-
wicklungsumgebung beinhaltet
automatische Generatoren fiir
zahlreichen Testapplikationen
und In-System-Programmier-
Aufgaben. Fiir spezielle Anwen-
dungen, die in Halbleiterchips
eingebettete Instrumente ver-
wenden, steht die leistungsfa-
hige Skriptsprache Python zur
Verfiigung.

L 11 REL

ML RYLET
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Erstellung von Anwendungen
leicht gemacht

Die Anwender arbeiten mit
Netzlisten nahezu beliebiger
CAD-Systeme. JTAG Techno-
logies fithrt schrittweise durch
die Generierung der Anwen-
dungen. Anhand der Bauteil-
modelle aus seiner Bibliothek
analysiert ProVision die unter-
schiedlichen Verbindungstypen
und ermittelt, wie auf die Netze
mittels Boundary-Scan zugegrif-
fen werden kann und wie diese
beobachtet werden kénnen.

Integrierte Testabdeckungs-
und Analysereports vereinfa-
chen noch vor der Layoutgene-

Aktuelles

Eine starke Allianz

‘R.IChCO

Mess

r:\ie

Zwei namhafte Marken
haben sich vereinigt: Richco
und Moss. Der Vorteil fiir den
Kunden liegt in einer gro-
Beren Auswahl und schnel-
leren Verfiigbarkeit. Mit
einem Pool von 24000 Stan-
dardprodukten in Kombina-
tion mit kundenspezifischen
Lésungen kann der Kunde
jetzt noch flexibler betreut
werden. Eine CAD-Down-
load-Bibliothek erleichtert

dariiber hinaus die Auswahl
der relevanten Produkte. Mit
zwei eigenen Produktions-
standorten in Europa, ver-
schiedenen Fertigungsver-
fahren und einer 24-Stun-
den-Lieferung von Mustern
ist nun eine noch schnellere
Reaktion am Markt moglich.

» Moss Express GmbH
Deutschland
www.mossexpress.de

rierung die Optimierung der
Testbarkeit des Designs. Die
Ergebnisse konnen mit dem
JTAG Visualizer verlinkt wer-
den, sodass sie in den Schalt-
planen und der Layoutansicht
betrachtet werden konnen.

Grafikfenster bietet Blick auf
Boundary-Scan JTAG Visualizer

Der JTAG-Visualizer wandelt
Nachrichten verschiedenster
Werkzeuge in Hervorhebungen
in der Schaltplan- und Layout-
ansicht um. So werden pure
Vermutungen {iber Fehlerursa-

e e L
1 M
.

Der JTAG-Visualizer wandelt Nachrichten verschiedenster Werkzeuge in Hervorhebungen in der Schaltplan-

und Layoutansicht um.
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chen eliminiert und papierge-
bundenes Arbeiten minimiert.
Dieses Werkzeug kann separat
oder integriert in die Testpro-
zesse genutzt werden.

Verbesserung der Testabdeckung

Durch Verlinkung mit ProVi-
sion setzt und beobachtet man
Randbedingungen der Netze
direkt im Schaltplan und erkennt
wie sich die Testabdeckung ver-
bessert. Gefundene Fehler kon-
nen sofort markiert werden. Bei
der Baugruppen-Reparatur zeigt
JTAG-Visualizer die Position
der erkannten Fehler an. Dabei
konnen sowohl die von JTAG,
als auch die von anderen Test-
und Messsystemen erkannten
Fehler angezeigt werden.

Leistungsfahige Software

Durch seine leistungsstarken
Suchfunktionen bietet JTAG-
Visualizer einfach zu bedienende
Moglichkeiten, im Schaltplan
und im Layout spezielle Netze,
Bauteile und Pins hervorzuhe-
ben. Die Funktionen ,,Browse®,
»Zoom" und ,,Cross-Probe“ stel-
len sicher, dass man sich intui-
tiv durch das gesamtes Design

bewegen kann.

Wir stellen aus:
productronica:
Halle A1, Stand 458

» JTAG Technologies
www.jtag.com
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Zentrale Kommunikationsplattform
fur die Elektronikfertigung

Mit ihrer erfolgreichen Plattform PCB & EMS Marketplace stdrkt die productronica 2013 die Themen Leiterplatte
und Elektronikfertigungs-Dienstleistung (Electronic Manufacturing Services, EMS). Die gesamte Halle B1 der von
12. bis 15. November 2013 in Miinchen stattfindenden Leitmesse flir innovative Elektronikfertigung ist diesen

beiden Branchen gewidmet.

Prominent und zentral platziert bietet
der Marktplatz Ausstellern und Besuchern
vielfaltige Informationsmdglichkeiten rund
um das Thema Leiterplatten- und Schal-
tungstragerfertigung sowie EMS.

Der PCB & EMS Marketplace ist fiir Aus-
steller und Besucher der zentrale Treffpunkt.
Damit setzt die productronica 2013 auch
dieses Mal besondere Akzente. Neu in die-
sem Jahr: Die Interactive Corner bietet vor
allem Besuchern eine weitere Moglichkeit
fiir einen intensiven und direkten Infor-
mationsaustausch. In der Speakers Cor-
ner finden zahlreiche Vortrige und Dis-
kussionsrunden rund um aktuelle Bran-
chenthemen statt.

Der zweite Messetag steht ganz im Zei-
chen der EMS Provider: Der Zentralverband
Elektrotechnik-und Elektronikindustrie
e.V. (ZVEI) organisiert zahlreiche Fachvor-
trage. Zusatzlich fithrt die Wochenzeitung
Markt&Technik von 13:00 bis 14:00 Uhr in
der Speakers Corner in Halle Bl eine Podi-

Flexible kundenspezifische Baugruppenfertigung

Hitex Development Tools ist nicht nur Anbieter von innova-

umsdiskussion durch. Experten aus der
EMS-Branche diskutieren iiber das Thema
»Konigsweg E2M2 (Entwicklung, Enginee-
ring, Manufacturing und Mechatronik) aus
einer Hand - wird der (erfolgreiche) EMS
zum Systemintegrator?“. Podiumsteilneh-
mer sind Hans Magon (Geschéftsfiihrer,
Asteelflash Deutschland und Osteuropa),
Michael Velmeden (Geschiftsfiihrer, cms
electronics), Roland Hollstein (Geschafts-
fithrer, Grundig Business Services), Pierre
Ball (General Manager Germany, Lacroix
Electronics), Ridiger Stahl (Geschiftsfiith-
rer, TQ Group) und Johann Weber (Vor-
standsvorsitzender, Zollner Elektronik).
Dieser EMS-Highlight-Tag endet mit der
Vergabe des BestEMS 2013, der alljahrlich
von Markt&Technik in Zusammenarbeit
mit elektroniknet.de ausgelobt wird.

In der Produktentwicklung, in der Ferti-
gung mittlerer Stiickzahlen, in der hohen
Flexibilitdit und dem tiefen technischen
Know-how kann Europa nach wie vor punk-

ten. Viele EMS bieten inzwischen nicht nur
fertigungsnahes Engineering an, sondern
unterstiitzen oder ibernehmen auch gleich
die Produktentwicklung. Die Branche befin-
det sich auf moderatem Wachstumskurs,
berichtet der ZVEI-Fachverband PCB and
Electronic Systems: Der deutsche Markt fiir
Leiterplatten wird 2013 um 1,3% auf ca. 1,3
Milliarden Euro wachsen. Fiir den Markt-
der elektronischen Baugruppen (Inhouse-
Hersteller und Electronic Manufacturing
Services Provider) wird ein Anstieg von
0,4% auf 24 Milliarden Euro prognosti-
ziert. Der PCB & EMS Marketplace ist vor
allem auch Plattform fiir die Leiterplatten-
branche. Die Erholung der deutschen Lei-
terplattenbranche setzt sich fort. Der stei-
gende Umsatz der Leiterplattenunterneh-
men demonstriert die grofle Nachfrage

nach Technologiekompetenz aus Europa.

» productronica
www.productronica.com

tiven und zuverldssigen Tools fiir Embedded-Entwickler, son-
dern unterstiitzt auch als Dienstleister samtliche Stufen einer
Elektronikentwicklung. Auf Basis langjahriger Fertigungser-
fahrung bietet Hitex alle Prozesse der Produktion von elektro-
nischen Baugruppen. Hierbei sind hochste Qualitdtsanspriiche
sowie Flexibilitat und Schnelligkeit die besonderen Stéarken.

Hitex fertigt ein breites Spektrum von elektronischen Bau-
gruppen jeglicher Komplexitit — Prototypen und Serien glei-
chermaflen. Beim Einkauf der erforderlichen Komponenten wird
auf ein globales Netzwerk von verldsslichen Partnern zuriick-
gegriffen, das Garant fiir Termintreue und giinstigste Preise ist.
Je nach Anforderung erstellt Hitex auch Schaltpldne und Lay-
outs, es konnen aber auch die Layouts der Kunden automati-
siert in das ERP-System iibertragen werden, um eine schnelle
und zuverldssige Weiterverarbeitung sicherzustellen.

Dank des breit gefdcherten Know-hows bietet Hitex auch wei-
tere Dienstleistungen zur Einsparung von Kosten und Entwick-
lungszeit. Hierzu zahlen die Bauelementeoptimierung und das
Erstellen von Testkonzepten oder Testdurchfithrung.

Hitex verfiigt ferner iiber fundiertes Know-how im FPGA-
Design und in der Entwicklung von Verpackungskonzepten.

Gefertigt wird RoHS-konform, und auch CE-Zertifizie-
rungen sind Teil der weiteren Dienstleistungen, die in Anspruch

genommen werden kénnen. Dariiber hinaus unterstiitzt Hitex
auch bei Distribution und Logistik, z.B. tiber den Hitex-eige-
nen Onlineshop. Gute und giinstige Anbindung zum weltwei-
ten Versand sind ebenso selbstverstindlich wie die Einhaltung
von exportkontroll- und zollrelevanten Prozessen.

» Hitex Development Tools GmbH
www.hitex.de, www.hitex.com
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MES und Industrie 4.0 -
die nachste industrielle Revolution?
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Bild 1: Integrationsmaglichkeiten Lagerlogistik

Die Elektronik-Industrie
- nicht nur in Deutschland -
besteht schon heute aus einer
teilweise hochautomatisierten
Systemlandschaft, die sich aus
wirtschaftlichen Griinden und
auch in Folge der européischen
Gesetzgebungen zunehmend
weiter vernetzt. Hierzu tragen
die bereits vielfach installierten
Traceability-Systeme als Aus-
gangspunkt mafigeblich bei
und werden nun in einem wei-
teren Schritt zu leistungsfahigen
MES-Systemlosungen ausgebaut.

Festzustellen ist, dass die
erzielte wirtschaftliche Lei-
stungsfahigkeit der eingesetzten
MES-Systeme meist weit hinter
dem tatsdchlich moglichen Rati-
onalisierungspotential zuriick-
bleibt. Zugespitzt formuliert, ist
dies oft der Tatsache geschuldet,
dass eingefiihrte MES-Systeme
»nur‘ der Prisentation gegen-
tiber Kunden und Auditoren,
also der Auflendarstellung die-
nen. Dokumentieren ldsst sich
diese Aussage z.B. an der Tat-
sache, dass die papierlose Ferti-
gung noch immer ein Wunsch-
kind ist, obwohl automatisierte
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Losungen als ,,Abfallprodukt®
mit Traceability- bzw. MES-
Systemen lidngst komplett rea-
lisierbar sind.

Anwendungsbeispiele zei-
gen die Moéglichkeiten und die
Rationalisierungseffekte auf:
abp Automationssysteme hat
bereits vor sechs Jahren eine
Elektronikfertigung im Rah-
men einer Traceability-Losung
komplett auf eine elektronisch
vernetzte Basis umgestellt und
das Papier aus der Produktion
entfernt. Diese Investition hat
sich fiir den Kunden zu einem
betrichtlichen Teil auch tber
den Vorteil der papierlosen Fer-
tigung amortisiert.

Die Vernetzung von Produk-
tionssystemen ist also nicht
neu! Neu ist vor allem die Dis-
kussion dariiber und die Ein-
fithrung eines weiteren neuen
Begriffes. Auch die internati-
onale Vernetzung zum Infor-
mationsaustausch iiber Werke
und Kontinente hinweg ist keine
neue Vision, sondern seit Jah-
ren in vielen international tati-
gen Unternehmen durchge-
fiithrte Praxis.

Was andert sich jetzt und wo
werden Vorteile generiert?

Hier mischen sich nun
zunéchst globale Wiinsche und
Erfordernisse in die Diskussion,
Schlagworte wie Cloud-basierte
Systeme und die weitere Nut-
zung des ,Internets der Dinge
und Dienstleistungen® seien hier
nur als Beispiele genannt. Sicher
sind dies interessante Ansitze
und Méglichkeiten, dennoch zei-
gen gerade die aktuellen Diskus-
sionen und Erkenntnisse, dass
hier auch sehr viele Sicherheits-
risiken angelegt sind, zu deren
Absicherung es derzeit noch
kaum eine befriedigende Ant-
wort gibt. Deshalb ist davon
auszugehen, dass viele Produ-
zenten eher wieder ihre eigene
Infrastruktur vorziehen bzw.
ausbauen und nur das weltweit
tibermitteln, was absolut not-
wendig und nicht wirklich ver-
meidbar ist. Manche Kunden
schlagen hier einen sehr rigi-
den Sicherheitskurs ein.

Die aktuelle Betriebs- und
Angriffssicherheit bei Losungen
tiber offentliche Netze erfordert
neue integrierte Sicherheitsar-
chitekturen und entsprechend
sichere Identitatsnachweise. Ob
und wie die hochsensiblen Fir-
mendaten im Rahmen der ange-
strebten horizontalen und ver-
tikalen Vernetzung vor Miss-
brauch geschiitzt werden kon-
nen, wird die Zukunft zeigen.
Aus unserer Sicht und aus der
Sicht vieler Kunden wird sich
in den nachsten Jahren Indus-
trie 4.0 vor allem in der innerbe-
trieblichen Informationsstruk-
tur auswirken. Dies ist auch
sinnvoll, wenn man sich heute
im Rahmen von Beratungspro-
jekten aktuelle Produktionen
anschaut und diese mit Blick
auf wirtschaftliche Potentiale
analysiert.

In den hochautomatisierten
Fertigungslinien laufen viele
Prozesse bereits mehr oder weni-
ger liberwacht ab. Zusitzlich
unterstiitzen integrierte Prif-

Aktuelles asssssssssssEEEEEEEEEEE———

systeme die Fertigungsprozesse

und schaffen mehr Transparenz.
Selten aber werden mogliche

Riickkopplungen im direkten

Fertigungsprozess genutzt. Hier
werden dann sicher auch die

wirklich innovativen Weiterent-
wicklungen fiir Industrie 4.0 und

Smart Factory ansetzen miissen,
um langfristig zu selbst steu-
ernden Prozessen zu gelangen.
Dies ist ein wichtiger Punkt fir
Fabrik der Zukuntft.

Fiir logistische Prozessab-
folgen ist vieles heute bereits
moglich, fiir Bearbeitungs-
prozesse und deren Parameter
fehlen aber nach wie vor viele
wissenschaftliche Zusammen-
hinge, um automatisch in die
Parametersteuerung eingrei-
fen zu konnen: z.B. um Druck-
parameter automatisch einstel-
len oder nachregeln zu konnen.
Auflerhalb hochautomatisierter
Linien aber wird vielfach noch
genauso gearbeitet, ,wie man es
schon immer gewohnt ist®. Hier
helfen viele ,selbstgestrickte®
manuelle Losungen auf Basis
von Excel usw. Zudem werden
zahlreiche Arbeitsschritte noch
per Hand ausgefiihrt, obwohl es
inzwischen interessante kosten-
giinstige und damit wirtschaft-
lichere und vor allem sicherere
Loésungen gibt.

Die kommunikative Vernet-
zung aller industriellen Prozesse
ist in den meisten Betrieben
grundsitzlich verbesserungs-
wiirdig und stellt schon liangst
kein technisches Problem mehr
dar, auch wenn das Grundpro-
blem einer sogenannten Stan-
dard-Schnittstelle bis heute nicht
geklart ist. Bislang gibt es, wenn
tiberhaupt, nur ,,Standards® auf
Anbieterebene, kaum aber glo-
bale. Trotz vieler Versuche in
den vergangenen Jahren ist es
hier nie zu einer wirklichen
standardisierten Losung gekom-
men. Alle uns bekannten Ferti-
gungssysteme, die in der Elek-
tronik-Industrie verwendet wer-
den, verfiigen tiber kommunika-
tive Anbindungsmoglichkeiten,
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wenn auch in unterschiedlicher
Auspragung.

abp Automationssysteme
hat im Rahmen ihrer Entwick-
lungen die Systeme von weit
tiber 80 Herstellern in Tracea-
bility- und MES-Systeme inte-
griert. Festzustellen bleibt, dass
eine ,,Standardisierung” sicher
hilfreich wire, trotzdem konn-
ten alle bisherigen Aufgaben-
stellungen auch ohne Standards
mit einer sehr hohen Informa-
tionsdichte realisiert werden.
Eine hohe Informationsdichte
ist dann auch gleichbedeutend
mit der Moglichkeit einer intel-
ligenten Nutzung dieser Infor-
mationen zur Prozessfithrung,
Prozesssteuerung und Prozess-
planung (Feinplanung) sowie
einer Riickverfolgbarkeit mit
hohem Sicherheitsgrad.

Smart Factory, die Losung?

Diese Vorgehensweise der
Vernetzung und Nutzung der
gewonnenen Informationen
umschliefft das Thema MES-
System und wird nun weiterge-
fihrt in den neuen Begriff der
Smart Factory. Ein neuer Begriff
fir eine konsequent genutzte
Traceability? Letztendlich geht
es bei Smart Factory um eine
Produktionslogik, bei der alle
Produkte jederzeit identifizier-
bar sind, jederzeit bekannt ist,
wo sie sich befinden und was
mit ihnen in der Entstehungs-
geschichte bereits geschehen ist.
Ist das schon alles? Nein! Es geht
auch darum, eine vollstindige
Verfolgbarkeit der Fertigungs-
prozesse und deren Abldufe zu
erhalten und zeitnah auf Basis
aktueller Zustandsdaten reagie-
ren zu konnen. Ein Anspruch,
der so neu nicht ist, gibt es doch
schon seit einigen Jahren inte-
ressante Losungen und auch
Anwendung dazu.

Transparente Produktion nur
erreichbar mit Industrie 4.0?

Eine durchgingig transpa-
rente Produktion gibt nicht nur
Transparenz in Bezug auf den
Zustand der Produkte, sondern
auch auf die eingesetzten Kapa-
zititen und Betriebsmittel. Klare
Kenntnis zum aktuellen Zustand
der Fertigung lasst schnelle
Reaktionen und optimierte Pla-
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nungen zu, auch bei sich plotz-
lich andernden Eingangsbedin-
gungen wie z.B. bei Maschinen-
ausfillen, kurzfristigen Sonder-
auftragen oder gednderten Lie-
fersituationen. Eine hochflexible
Fertigung, die diesen Anforde-
rungen entspricht, ist gleichzei-
tig auch unabhangig von den zu
fertigenden Losgrofien! Einzel-
stiicke und individuelle Kunden-
wiinsche kénnen ebenso im glei-
chen Umfang bearbeitet werden
wie mittlere oder grofiere Auf-
tragsvolumina. Fiktion? Nein,
auch dies ist in bereits realisier-
ten Projekten lange im Produk-
tionsalltag etabliert.

Beispiel einer modernen Smart-
Factory-Losung

Stellvertretend fiir diverse
andere Themenbereiche wird
der Bereich der Materiallogi-
stik aufgegriffen und ein Bei-
spiel fiir eine moderne Smart-
Factory-Losung vorgestellt. Ziel
der Entwicklung war, den manu-
ellen Aufwand und die Unsi-
cherheiten in der Materialver-
wendung auf ein absolutes Mini-
mum zu reduzieren und die Mit-
arbeiter von Suchaufwand und
nicht produktiven Tétigkeiten zu
entlasten. Zudem sollen immer
nur die Bauelemente zum Ein-
satz gelangen, die tatsdchlich
bendétigt werden und die fiir die
Verarbeitung auf dem aktuellen
Produkt zugelassen sind. Wei-
tere Bedingung war die Sicher-
stellung der kompletten Riick-
verfolgbarkeit - vom Warenein-
gang bis zum Einbauort auf der
Leiterplatte - und weiter bis zum
fertigen Endgerit und der Lie-
ferung zum Kunden.

Konzentrieren wir uns auf den
Bereich vom Wareneingang bis
zur Bestiickung. Da bis heute
keine Standardisierung der Her-
stellerdaten erfolgt ist, welche auf
den Gebinden angebracht sind,
miissen im Wareneingang neben
den allgemeinen Buchungsvor-
gangen und den Freigabeopti-
onen auch die Hersteller-Gebin-
dedaten erfasst und eine eigene
eindeutige Gebinde-ID vergeben
werden. Diese Gebinde-ID wird
mittels Etikett auf dem Gebinde
angebracht. Alternativ hat abp
funktionsfahige Losungen eva-
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Bild 2: Magliche Einsparpotentiale

luiert, bei denen anstelle von Eti-
ketten ein elektronischer RFID
Schreib-/ Lesespeicher verwen-
det wird (TAG).

Die so erfassten Gebinde-
daten werden in eine Gebinde-
Datenbank tibernommen und
zentral verwaltet. Fiir die auto-
matische Erfassung der Her-
stellerdaten gibt es ansatzweise
Losungen, die aber nur in Teilbe-
reichen wirklich funktionieren.
Hier gelangt man sehr schnell
(wirtschaftlich) an die Grenzen
der heutigen Bildverarbeitung,
insbesondere dann, wenn die
zu erkennenden Objekte nicht
ausgerichtet sind und zudem
noch eine Klarschrifterkennung
gefordert ist.

Alle bisher beschriebenen Pro-
zessschritte erfolgen in einer
kommunikativen Anbindung
des Smart-Factory-Systems an
die fithrenden ERP-Systeme,
wie z.B. SAP. Von hier gelan-
gen die Bauteilgebinde iiblicher-
weise in die vorgesehen Lager-
systeme. Diese konnen vielsei-
tig sein. Hauptlager, Canban-
Lager, Vor-Ort-Lager an der
Maschine, Trockenschrinke,
Riicktrockenschrianke, Dry Pack-
Beutel, Kiithlstationen usw. Bis-
lang bedeutet jeder Lagerprozess
manuelles Handling mit allen
dazu nétigen Nebenaktivitdten:
Bereitstellung von Unterlagen,
Abarbeitung nach Papierliste,
abzeichnen der erfolgten Lager-
vorgange, Entnahmen, Umlage-
rungen, Suchaufwand fiir feh-
lende Teile und vieles mehr.

Gemeinsam mit einem Anla-
genhersteller und mehreren
Anwendern haben wir in einem
Verbundprojekt ein Logistik-
Konzept fiir die Elektronik-Fer-
tigung realisiert, welches vom
Wareneingang bis zum Verar-
beitungsort die Bauteilgebinde
in nur einem Lagerprozess zeit-
nah und in Ristreihenfolge
direkt an den Verarbeitungsort,
z.B. die Bestiickungsanlage oder
den Riistplatz, transportiert und
auch eine entsprechende Riick-
lagerung ermoglicht. Im Lager-
konzept sind zudem alle not-
wendigen Temperaturbereiche
realisiert, die fiir die Trocken-
lagerung und/ oder die Riick-
trocknung der Floor Life Time
von MSL-Bauelementen erfor-
derlich sind.

Die ubergeordnete Ware-
house-Management-Software
ibernimmt dabei eigenstan-
dig alle Uberwachungs-, Steu-
erungs- und Umlagerungspro-
zesse fiir das Gebindehandling
und berechnet aus den Klima-
daten, die Giber Sensoren stin-
dig tiberwacht werden, zyklisch
den aktuellen MSL-Zustand der
Gebinde. So entsteht eine liicken-
lose Uberwachung feuchteemp-
findlicher Bauelemente. Auch
nach der Auslagerung aus dem
Lagersystem werden diese Bau-
elemente weiter iiberwacht und
mit Ablauf der MSL-Zeiten oder
des Verfallsdatums ggf. in der
Produktion gesperrt.

Zusitzlich verfiigt die Soft-
ware auch iber eine intelli-
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gente Kommissionierstufe, mit
der benétigtes Material auf der
Basis von Vorgaben wie Stiick-
listen, Fertigungsauftriagen und
Riistprogrammen iiber vernetzte
Systeme bereitgestellt wird.
Dabei werden unterschiedlichste
Einflussparameter beriicksich-
tigt, wie zum Beispiel der MSL-
Zustand, das Verfallsdatum und
der Gebindebestand.

Die hohe Flexibilitit der Soft-
ware ermdglicht weiterhin die
Einbeziehung herkommlicher
und vorhandener Lagersysteme,
wie Paternostersysteme, Hand-

lager, Feederlager, Riistung
Maschine usw. (siehe auch Bild1).

Fir alle der Datenbank
bekannten Gebinde ist eine
vollstindige Bestands-, Lager-
bewegungs- und Aufenthalts-
tiberwachung vorhanden. Es
ist damit genau zu belegen, auf
welcher Leiterplatte und an wel-
chem Einbauort ein Bauteil ver-
arbeitet wurde. Mit dieser ganz-
heitlichen Warehouse-Manage-
ment-Logistik konnen alle Mate-
rialien, Bauelemente, mecha-
nischen Komponenten und-
Betriebsstoffe ebenso verwal-
tet werden wie Werkzeuge (z.B.

Schablonen, Rakel), Hilfsmittel
und Messmittel. Mit dieser Ent-
wicklung ist eine sich selbststeu-
ernde Materialversorgung tiber
die Anbindung der Fremdsy-
steme realisiert, die es ermog-
licht Material rechtzeitig dort
zur Verfiigung zu stellen, wo
es zum aktuellen Zeitpunkt tat-
sichlich benotigt wird. Dies ist
sicher eine zentrale Funktiona-
litat dieser Logistiklosung. Im
Gegensatz zu anderen Losungs-
ansitzen, insbesondere der Her-
steller von Bestiickungsanlagen,
begrenzt sich diese Funktiona-
litat der Software nicht auf den

reinen SMT-Bereich, sondern
kann die gesamte Produktion
einschlieBen. Uber die ohne-
hin vorhandenen kommuni-
kativen Vernetzungen, nicht
nur zum ERP-System, konnen
auch globale Anbindungen via
Internet und Intranet erfolgen,
um weitere Anbindungen, z.B.
zu den Lieferanten, zu ermdgli-
chen. Weitere wichtige Features
sind in diesem Zusammenhang
bereits vorbereitet.

» abp Automationssysteme
GmbH
www.abp-systems.com

Restschmutz-Analysesystem fiir normgerechte Auswertungen von Filtern

Bereits zum neunten Mal
wird das hessische Software-
Systemhaus dhs Dietermann &
Heuser Solution GmbH auf der
Internationalen Leitmesse fiir
industrielle Teile- und Ober-
flachenreinigung parts2clean
zu finden sein.

Technische Sauberkeitsana-
lyse nach VDA Bd. 19, EN ISO
16232 und EN ISO 4406 ist
dort das Spezialthema, présen-
tiert mit der dhs-Cleanalyzer-
Familie. Produkte immer wei-
terzuentwicklen, dies ist mit
der neuen dhs-Cleanalyzer-
Software Version 4.0 wieder
gelungen.

Das dhs-Portfolio im Bereich
Restschmutz-Analysesysteme
beinhaltet viele Cleanalyzer-
Modelle fiir unterschiedliche
Anforderungen und Budgets:

o Professional 5/15/50 pm - ein
vollautomatisches System
fiir unterschiedliche Parti-
kelgrofien und mehr Proben

o Stemi fiir Partikelgrofien
bis 25 um, mit integriertem
Zeiss-Stereomikroskop und
dhs-MicroCam fiir einfache
Bedienung und automatische
Abliufe sowie flexiblen Ein-
satz

o Stereo, das Kombigerit aus
Stereo- und Lichtmikroskop
fiir Partikelgroflen bis 25 pm,
3D-Betrachtung u.v.m.

« Scan, das Einstiegsmodell mit
Flachbettscanner in Kombi-
nation mit der dhs-Cleanaly-
zer-Software, kostengiinstig
und nachriistbar mit ande-
ren Hardwarekomponenten

Die Basis fiir die normgerechte

Auswertung bei allen Varian-

ten bildet die dhs-Cleanaly-

zer-Software. Die neue Ver-

sion 4.0 unterstiitzt alle exter-

nen Gerite (Kamera, Mikro-

skop, Steuerungen, Scanner)

mit 32/64-Bit-Treibern. Hinzu

kommen weitere Neuerungen:

« verbesserte ,,Shading*-Kor-
rektur zum Ausgleich von
Beleuchtungsfehlern

o neuer Autofokus zum ver-
einfachten Absetzen der
Messung

« Panoramafunktion in der
Nachkontrolle, um grofle
Partikel darzustellen

o Kamera-Livebild-Visualisie-
rung und Markierung der
Partikel bei der Messung zur
Uberpriifung der Fokus- und
Binarisierungseinstellungen

« interaktive Nachjustierung
der Fokusebene

o LIMS-Export-Konfigurator
zur Aufbereitung und Uber-
gabe der Messdaten

« neue Microsoft-Excel-Proto-
kollvorlagen zur einfachen
Anpassung an Vorgaben

« Optimierung der Auswer-
tung nach ISO 4406/SAE AS
4059 inklusive Interpolation
der Messergebnisse bei Tei-
lanalysen
Individualitat und Flexibili-

tat zeichnen dhs besonders aus,

denn es besteht auch die Mog-
lichkeit, bereits vorhandene

Mikroskope zu integrieren.

Wartungen, Pflege und Repa-

raturen werden vom Hause dhs

ebenfalls durchgefiihrt.

» dhs Dietermann ¢ Heuser
Solution GmbH
www.dhssolution.com
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Neuer Vakuum-Trockenschrank

Die Vakuum-Trockenschrénke von Binder gibt es in zwei Ausfiihrungen: VD und VDL, letzter
mit Vakuumpumpe (Foto). Sie bieten durch ein innovatives

Steuerungskonzept maximalen Probenschutz.

A

turwahlbegrenzer, einen Multi-
Programm-Controller und eine
Kommunikationsschnittstelle.
Stets perfekte Ergebnisse erge-
ben sich aufgrund der APT.line,
welche den Innenkessel mit
warmer Luft ummantelt.

Damit wird eine gleichma-
Bige und schnelle Temperie-
rung des gesamten Innenkes-
sels sichergestellt, ohne dass
Kondensationspunkte entste-
hen. Zusitzlich gewéhrleisten
die integrierten Warmeleitplat-
ten eine direkte und optimale
Wirmeiibertragung.

Die patentierten Spannein-
schiibe sind flexibel positionier-
bar und leiten die Warme auf-
grund grofler Kontaktflichen
ohne Temperaturverlust direkt
an das Probengut.

Die Beluftung des Schranks
erfolgt tiber ein fein dosierbares
Inertisierungsventil. Durch das
Binder-Cross-Flow-Prinzip wird
der Innenraum {iber das serien-

Dieses sichert ein iiberschwin- gesamten Temperaturbereich méflige Ventil gleichméflig von
gungsfreies Einregeln iiber den  und beinhaltet einen Tempera- unten nach oben durchstrémt.

Membrantrockner mit reduziertem Regenerationsluftstrom und erweitertem Taupunktbereich

Trocknen & Brennen e

Die Vakuum-Trockenschrianke
bieten dadurch einen beschleu-
nigten Trocknungsprozess. Auf-
grund dieser schonenden Luft-
fihrung entstehen keine Ver-
wirbelungen, sodass auch leichte
Proben schonend und schnell
getrocknet werden.

Das Binder-Sicherheitskonzept
tiberzeugt durch innovative
Lésungen: Der explosionsge-
schiitzte Innenraum gemifd
ATEXII 3G ist mit einem Inert-
gasanschluf$ zur Innenraumspii-
lung ausgestattet. Die federnd
gelagerte Sicherheitsglasscheibe
mit Splitterschutz (VDA-gepriift)
und die Flammschutzdichtung
bieten maximalen Schutz. Alle
elektronischen Bauteile sind
vom Innenraum entkoppelt. Das
uiberdruckgekapselte Instrumen-
tenfeld verhindert, dass Gase
eindringen, die automatische
Heizungsfreigabe findet erst
unter 125 mbar Druck statt.

» Binder GmbH
www.binder-world.com

Die Membrantrockner-Serie IDG von SMC Pneu-
matik bietet fiir die Taupunkte -40 und -60 °C neue
GrofSen mit reduziertem Regenerationsluftstrom und
in Hochleistungsausfithrung: Der angegebene Tau-
punkt wird damit um bis zu 40% schneller erreicht.

Die Serie IDG mit Hohlfasermembran mit dem
Taupunktbereich von -15, -20, -40 und -60 °C beno-
tigt zur Lufttrocknung weder Kithlmittel noch Span-
nungsversorgung und kann in einem Schritt an nor-
male Luftaufbereitungseinheiten angeschlossen wer-
den. Die Ausfithrungen mit reduziertem Regenera-
tionsluftstrom von maximal 39 1/min (ANR) sor-
gen dariiber hinaus fiir Energieeffizienz und nied-
rigere Betriebskosten.

RoHS-konform

Membrantrockner der Serie IDG sind RoHS-kon-
form und verfiigen tiber eine Verschraubung zum
Abfiithren der Regenerationsluft. Eine Taupunktan-
zeige informiert tiber die Lufttrocknung, ein inte-
grierter Schalldampfer sorgt fiir gedampfte Betriebs-

gerdusche. Die Serie wurde auch in ihren Abmes-
sungen optimiert und ist deshalb ideal fiir beengte
Platzverhaltnisse. Die Serie IDG bietet unterschied-
liche Bautypen mit niedriger, mittlerer und hoher
Durchflussrate. Dabei reicht der an der Ausgangs-
seite erzeugte Luftstrom von maximal 10 l/min
(ANR) bei dem Modell mit niedriger Durchflussrate
bis zu 1.000 I/min (ANR) bei Bautypen mit hoher
Durchflussrate. Die Anschliisse der Serie IDG sind
in den Grof8en 1/8 und 1/2 erhaltlich.

Diese Membrantrockner eignen sich fiir eine Viel-
zahl unterschiedlicher Anwendungen, bei denen tro-
ckene Luft nétig ist. Sie sind modular mit Luftauf-
bereitungseinheiten verwendbar und werden unter
anderem bei Messgerdten, Gerdten zur Halbleiter-
fertigung, in Werkzeug- oder Verpackungsmaschi-
nen eingesetzt sowie in der Pulverbeschichtung,
beim Trocknen von Feinpartikeln und dem Reini-
gen von Prizisionsteilen.

» SMC Pneumatik GmbH, www.smc.de
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Dosiertechnik

Elektronisch gesteuerte kontaktfreie Dosierung

Bild 1: Kleinste diskrete Dosiermengen werden durch eine Hochleis-
tungsdiise beriihrungslos auf das Ziel, z. B. eine Platine, geschossen.

In vielen Industriebereichen
wird heutzutage die Mikrodo-
sierung eingesetzt. In der Medi-
zintechnik sind es oft spezielle
Losungsmittel, die so aufgetra-
gen werden miissen. Im Maschi-
nenbau und in der Feinwerk-
technik wird sie fiir Fette, Ole,
Klebstoffe und Dichtmaterialien
gebraucht. Und in der Elektro-
nikindustrie gibt es eine grof3e
Vielfalt von nanofunktionalen
Klebstoffen, die zielgenau auf-
getragen werden miissen.

Kontaktfreie Dosierverfahren

Neben den traditionellen
berithrenden Dosierprozessen
gewinnen dabei die kontakt-
freien Dosierverfahren mit Mini-
malmengenjettern immer mehr
an Bedeutung. Man spricht auch
von ,,nicht stromenden Dosier-
verfahren, da hier kleinste dis-
krete Dosiermengen durch eine
Hochleistungsdiise berithrungs-
los auf das Ziel, z. B. eine Platine,
geschossen werden (s. Bild 1).
Diese Technik kommt auch
bei den Mikrodosiersystemen
von Vermes Microdispensing
zum Einsatz. Es wird der ganze
Bereich von nieder- bis hochvis-
kosen Medien abgedeckt. Dabei
kann die Dosiermenge der Ein-
zeltropfen bis hinunter in den
Subnanoliterbereich reichen.
Und das bei einer Frequenz der
Dosierung von bis zu 2 kHz, d. h.
2000 Tropfen pro Sekunde. Um
diese hohe Frequenz zu ermdgli-
chen, muss eine extrem schnelle

47

eine Bedienoberfliche elektro-
nisch einstellbar. Die Konfi-
guration und diverse Einstell-
parameter bestimmen zusam-
men die Tropfengrofie. Zu den
Konfigurationselementen geho-
ren der Durchmesser der Diise,
ihre Oberflichenbeschaffenheit
und die Form und der Durch-
messer des Stoflels. Andere Ein-
fluss nehmende Parameter sind
die Temperatur, die Stofelge-
schwindigkeit und die rheolo-
gischen Eigenschaften des Medi-
ums (z. B. Viskositit). Vor allem
aber lassen sich alle Parameter
der Bewegung des Stofels genau
steuern. Diese Verdnderungen

Bild 2: Die Zeiten der StéBelriickwdrts- und Vorwdrtsbewegung und
die Verweildauer sind submillisekundengenau einstellbar.

mechanische Bewegung hinter
der Diise erzeugt werden.

Nahezu lineare Umsetzung

Diese Aufgabe tibernimmt bei
den Ventilen von Vermes ein Pie-
zostack. Das ist eine Kristallke-
ramik, deren Haupteigenschaft
die direkte und nahezu lineare
Umsetzung von elektrischer
Spannung in Bewegung bzw.
umgekehrt ist. Die spezifische
Leistungsdichte dieser Antriebe
ist sehr grof3. Die durch Anlegen
von Spannung erzeugte Bewe-
gung gibt der Piezo an einen
StoBBel weiter. Dieser bewegt
sich im Mikrometerbereich in
einer mit Medium blasenfrei
gefiillten Dosierkammer. Dabei
erzeugt er eine Druckwelle, die
eine kleine Menge des Dosier-
mediums durch die Diise Rich-
tung Substrat schleudert. Diese
von der Welle abgeloste Menge
ist der Dosiertropfen.

Das Volumen dieses Tropfens
ist in gewissen Grenzen {iber

bewegung (Offnen der Diise -
Rising) und Vorwiértsbewegung
(Schlieflen der Diise - Falling)
und die Verweildauer des Sto-
Bels in Auf- bzw. Zu-Stellung
(Open Time bzw. Delay) sub-
millisekundengenau einzustel-
len (s. Bild 2). Dies kann iiber
die Tastatur der elektronischen
Steuerung oder fernprogram-
miert geschehen. Ein weiterer
so einstellbarer Parameter ist
zudem der Stoflelhub (Needle
Lift). Wenn eine Sollgrofie des
Tropfens bekannt ist, wihlt man
zuniéchst eine passende Kombi-
nation aus Stof8el und Diise und
passt dann die obigen Parameter
daran an. Sollten gréfere Dosier-
mengen gefragt sein, kann man
dies durch eine diskrete Trop-
fengroflenanpassung erreichen,
indem einfach eine besonders
rasche Abfolge mehrerer Trop-
fen abgesetzt wird.

Vielfalt der Medien

Aufgrund der Vielfalt der
Medien werden hohe Anspriiche
an die Materialien der Ventile
gestellt. Insbesondere die medi-
enberithrenden Teile miissen

Bild 3: Das neue Ventil MDV 3200F ermaglicht das Applizieren von
kleinstméglichen Dosierpunkten mit geringem Tropfendurchmesser
bei gleichzeitig hichster Reproduzierbarkeit der Dosiermengen.

der Stoflelbewegung ergeben
eine kontinuierliche Tropfen-
groflenanpassung.

Exakte Steuerung

Dabei ist es moglich, die
Zeiten der Stoflelriickwirts-

moglichst kompatibel sein, um
Probleme wie etwa ein ungenii-
gendes Abreiflen des Tropfens
oder eine Sedimentation bzw.
Agglomeration im Diisenbe-
reich gering zu halten. Ein wei-
teres mogliches Problem ist die

electronicfab 4/2013
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Dosierzelle mit automatischer Bauteilerkennung

Sonderhoff stellt auf der productronica die kompakt designte
Dosierzelle SMART - DM 402 vor. Highlight ist die optionale
Ausstattung der Dosierzelle mit einem Optiksystem, das unter-
schiedliche Formen, Grofien und Lagen der Bauteile auf dem
Eintaktband automatisch erkennt. Die erfassten Bilddaten wer-
den an die CNC-Steuerung der Dosierzelle tibermittelt, um das
Dosierkonturprogramm fiir die zu bearbeitenden unterschied-
lichen Bauteilgeometrien entsprechend anpassen zu konnen.
Die Bahnsteuerung des 3-Achs-Linearroboters wird dadurch
so korrigiert, dass das konturgenaue Beschdumen oder Ver-
gieflen immer an der richtigen Stelle am Bauteil erfolgt. Der
Mischkopf der Dosierzelle SMART wird mit einer Wieder-
holgenauigkeit von +/- 0,05 mm {iber dem Bauteil positioniert,
so dass das Dichtungsmaterial iiber die Mischkopfdosierdiise

direkt auf das Bauteil oder in eine Nut konturgenau aufgetragen
werden kann. In den Bauteilradien ist mit dem Linearroboter
von Sonderhoft eine max. Beschleunigung von 5 m/s* méglich.

Die Dosierzelle SMART - DM 402 kann mit den Mischkop-
fen MK 625 oder MK 650 fiir Mikrodichtungen (bis zu 2 mm)
ausgestattet werden. Die Mischkopfaustragsleistung liegt zwi-
schen 0,05 bis 2,0 g/s. Viskosititen des Dichtungsmaterials von
300 bis 2 Mio. mPas konnen mit der Anlage bei einem stufen-
los verstellbaren Mischungsverhiltnis von 100:1 bis 1:100 pro-
blemlos verarbeitet werden. Insbesondere mit dem Mischkopf
MK 650 lassen sich sehr kleine Schaumdichtungen, die soge-
nannten Mikrodichtungen, mit Austragsleistungen von bis zu
0,2 g/s realisieren. Bei dem Vergieflen von Elektronikbauteilen,
dem Mikroverguss, liegt die Austragsmenge sogar bei einem
Wert von bis zu 0,05 g/s.

Mit einem Verfahrbereich von 500 x 500 x 200 mm (Breite
x Tiefe x Hohe) ist die Dosierzelle SMART - DM 402 beson-
ders fiir Kunden aus der Elektronik- und Medizingerite-Indus-
trie interessant, die vor allem kleinformatige Bauteile abdich-
ten miissen. Aufgrund der geringen Auflenabmessungen von
1200 x 1200 x 2300 mm (Breite x Tiefe x H6he) benotigt die
Dosierzelle nur eine minimale Stellfliche und lasst sich so gut
in bestehende Fertigungskonzepte integrieren. Dank der auto-
matischen Bauteilerkennung kann der Kunde Investitionskosten
fiir die Bauteilaufnahmen an der Dosieranlage und aufwendige
Einrichtungszeiten einsparen. Der vollautomatische Verarbei-
tungsprozess zur Abdichtung von Bauteilen mit Schaumdich-
tungs- oder Verguss-Produkten von Sonderhoft ist dank des
Bilderkennungssystems der Dosierzelle SMART somit auch bei
chaotischer Teilezufithrung und hoher Variantenvielfalt der
Bauteile moglich. Die SMART - DM 402 erreicht damit deut-
lich kiirzere Maschinenriistzeiten und somit sinkende Ferti-
gungsstiickkosten.
Wir stellen aus:
productronica
Halle A3, Stand 350

» Sonderhoff Holding GmbH
www.sonderhoff.com

Abrasion. Fliissige Medien mit
Fullstoffanteilen verhalten sich
oft wie Scheuermittel, was sich
besonders im Stoflel-Diisen-
bereich beobachten lisst. Bei
Hochleistungsventilen kénnen
hier kurzzeitig Materialdriicke
bis 1000 bar auftreten. Dadurch
verschleiflen Stéf3el und Diise
mit der Zeit und sich dndernde
Dosiervolumina sind die Folge.
Durch die Verwendung von
hochabriebfesten Materialien
wird dieser Effekt verringert,
kann aber nicht komplett besei-
tigt werden. Bei programmier-
baren Mikrodosiersystemen
kann dennoch ein gleichblei-
bendes Dosierergebnis erreicht
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werden, indem eine kontinuier-
liche Umprogrammierung der
Stoelverfahrkurve ab Erst-
benutzung einer Diise-Stofiel-
Kombination erfolgt.

Kontinuierliche
Produktentwicklung

Das neue Ventil MDV 3200F
(s. Bild 3) ermoglicht das Appli-
zieren von kleinstmoglichen
Dosierpunkten mit geringem
Tropfendurchmesser bei gleich-
zeitig hochster Reproduzierbar-
keit der Dosiermengen (< 0,4 nl).
Durch einen perfektionierten
Mechanismus wird die maxi-
male Leistung des Aktorsy-

stems auch bei minimalem St6-
Belhub sichergestellt. Dadurch
wird erreicht, dass auch bei
kleinsten Stof3elbewegungen
ein Impuls abgegeben wird, wel-
cher der maximalen Systemlei-
stung entspricht. Parallel dazu
bleiben der volle Funktionsum-
fang des bekannten MDV 3200A
sowie dessen breites Einsatz-
spektrum erhalten. Die Ventile
der 3200er-Serie sind fiir die
kontaktfreie Dosierung mittel-
und hochviskoser Fliissigkeiten
(bis 2.000.000 mPas) geeignet.
Das neue System MDS 3200F
verfiigt neben dem neuen Ven-
til auch tber eine verbesserte
Steuereinheit, die MDC 3200+.

Durch softwaregestiitzte Para-
meterfindung garantiert sie die
Reproduzierbarkeit der Dosie-
rungsergebnisse auch bei Par-
alleleinsétzen der Systeme und
die unkomplizierte Bedienung
durch den Anwender. Gleich-
zeitig sorgen die kompakten
Auflenabmessungen der Ven-
tileinheit fiir optimale Integra-
tion auch bei schwierigen Ein-
bauverhiltnissen.

Wir stellen aus:
productronica
Halle A3, Stand 350

» Vermes
Microdispensing GmbH
www.vermes.de
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Das neue FactoryLogix
auf der Productronica 2013

keit von Produkten, Prozessen und Materi-
alien sowie die Anzeige und Uberwachung
von Kenngroflen als Grundlage fiir eine
Optimierung der Wettbewerbsfahigkeit.

Module und Einsatzmdglichkeiten:

* NPI

Schnelle, einfache und kontrollierte Pro-
duktionsvorbereitungen, auch bei meh-
reren Bedienern.

* Logistik
Optimierung und Sicherstellung des
Materialflusses vom Lager an die Linien
und zuriick.

I l I * Produktion
Kontrollierte Prozessdurchfithrung, Qua-
litdt, Test, Uberwachung und fertigungs-

AEG 1S l weites Routing.

+ Analyse

- -
Benutzerdefinierte Berichte, Echtzeit-
tiberwachung, Prozessiiberwachung und

mobiler Zugriff auf Analysen.

* Integration

Aegis Software stellt auf der Productro- greifende Losung definiert das MES-Kon-  Service-orientierte Architektur fiir Third-
nica 2013 das neue FactoryLogix vor. Von  zept der Zukun(ft. Party-Schnittstellen und Anbindungen
Grund auf mit aktueller Software-Techno-  Aufbauend auf Aegis’ iiber 16-jahriger zu anderen Software-Systemen.
logie komplett neu entwickelt ist Factory- Erfahrung in der Software-Entwicklung .

Logix das erste Software-System, das dafiir ~ organisiert FactoryLogix das gesamte Fer- * Geréte

entworfen wurde, alle Arten von diskreter  tigungsinformationssystem: von der Pro-  Prozess- und Bedienterminals fiir 100 %
Fertigung zu unterstiitzen. Von der Leiter- dukteinfithrung und Materiallogistik tiber sichere Prozessverriegelung und Benach-
plattenbestiickung iiber komplexen Gerite- Fertigungsmanagement und Ablaufanaly-  richtigung.

bau und grofle Systemintegrationen bishin ~ sen bis zum Dashboard-Echtzeitiiberwa-
zu High-Speed-Konsumgiiter-Verarbeitung  chungssystem. Diese ganzheitliche Losung  » Aegis Software
- diese anpassungsfiahige und marktiiber- ermoglicht eine beispiellose Riickverfolgbar- www.aiscorp.com/de

Www.mossexpress.de

PROFITIEREN SIE VON
KOSTENLOSEN MUSTERN

L. V00 viIiNNNUAINUI NUUUN T LI

TECHNISCHER BERATU
KUNDENSERVICE  LIEFERUNG IN 48 STUNDEN

Moss Express GmbH ¢ Email: sales@mossexpress.de ¢ Tel: 0180-389 0089

44 electronicrah 4/2013



exssssssssme Beschichtungstechnik cossssssssss——

Neue Klasse-H/B-Epoxy-Vergussmasse mit UL-Zulassung

Globalisierung und weltweiter Handel
verlangen immer haufiger nach zertifi-
zierten Produkten. Das wohl bekannteste
und am weiten verbreitete Pritfinstitut sind
die Underwriters Laboratories — kurz UL
- in den USA. Ohne UL-zugelassene Pro-
dukte ist ein Marktzutritt in Nordamerika
kaum moglich.

Als fithrender Anbieter von zweikompo-
nentigen GiefSharzsystemen fiir den Nieder-
und Mittelspannungsbereich hat Wevo-
Chemie bereits vor Jahren begonnen, seine
Produkte bei UL zuzulassen. Mittlerweile
verfiigt man tiber zahlreiche u.a. nach UL
94 getestete und zertifizierte Schmelzkle-
ber und PUR-Gief8harze, zu finden unter
der UL-File-Nummer E108835.

Um ein noch breiteres Anwendungsspek-
trum bedienen zu konnen, hat sich Wevo
entschlossen, zwei bewéhrte Epoxidharz-
systeme nach UL 94 zertifizieren zu lassen:

o« WEVOPOX 8260 FL mit Hiarter WEVO-
DUR 1018

Das ist ein heifShartendes System fiir den
Temperaturbereich von -40 bis +180 °C. Die
Hartung erfolgt fiir 60 min bei 80 °C plus
tiir zwei bis drei Stunden bei 110 °C.

o« WEVOPOX 8260 FL mit Hiarter WEVO-
DUR 520

Das ist ein kalthartendes System fiir den
Temperaturbereich -40 bis +130 °C. Es kann
bei Raumtemperatur gehartet werden. Fiir
beschleunigte Polymerisation ist Hirtung
bei erhohter Temperatur moglich.

Die A-Komponente besteht aus einem
mineralisch gefiillten und intern elastifi-
ziertes ElektrogiefSharz Die Harzkompo-
nente enthalt nichtabrasive mineralische
Fillstoffe, die dem ausgehirteten Harz
selbstverloschende Eigenschaften geben. Das
System enthalt keine halogenierten Flamm-
schutzmittel. Die Vergussmasse ist unter
der File-Nummer E108835 gepriift und in
einer Schichtdicke von 6 mm in Rot regis-
triert. Der RTI-Wert betrédgt 90 °C (mecha-
nische und elektrische Priifung). Durch die
Flexibilisierung zeigen beide Systeme ein
gutes Temperaturwechselverhalten und
iiben keinen Schrumpfdruck auf die ein-
gegossenen Teile aus.

» Wevo-Chemie GmbH
www.wevo-chemie.de

Schutzbeschichtungen ermdglichen Kosteneinsparung

Dymax erweitert im Bereich der Lei-
terplattenfertigung sein Produktport-
folio mit dem Dual-Cure 9482, einer
Schutzbeschichtung, die mit Licht- und
Feuchtigkeit aushdrtet. Der Dual-Cure
9482 wurde speziell fiir Anwendungen
entwickelt, bei denen Schattenzonen zu
Problemen bei der Aushartung fithren
koénnen. Dual-Cure 9482 ist eine lose-
mittelfreie Beschichtung, welche an der
Oberfliche mit UV-Licht und unterhalb

der Komponenten im Laufe der Zeit mit
Umgebungsfeuchtigkeit aushirtet. Die
benétigte Verarbeitungszeit fiir den 9482
ist deutlich geringer als bei 16semittel-
basierten Produkten oder thermischen
Beschichtungen. Dies ermoglicht eine
schnellere Produktion, hohere Durch-
satzraten und somit eine Senkung der
jahrlichen Produktionskosten.

Der optimale Einsatzbereich fiir dieses
Produkt ist eine Schichtdicke von bis zu
0,254 mm und bietet im Vergleich zu
Alternativprodukten einen verbesserten
Schutz der Leiterplatten. Unter Einwir-
kung von Schwarzlicht (365 nm) fluores-
ziert die Schutzbeschichtung anschau-
lich blau, wodurch eine visuelle Inspek-
tion der beschichteten Bereiche verein-
facht wird.

» Dymax Europe GmbH
www.dymax.de
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fir uns kein
Thema.

VDS Basic

Prazises

Dosiersystem fir
die wirtschaftliche
Serienfertigung
unter Vakuum.

Fir hochsten
Qualitatsanspruch beim
Verguss von
elektronischen Bauteilen.

Scheugenpflug

www.scheugenpflug.de
vertrieb.de@scheugenpflug.de



Professionelle Waferinspektion

Glass Wafer Inspection System

EVT hat das GWI System
speziell entwickelt, um Fehler
auf Wafern in einem frithen
Stadium in der Produktion zu
erkennen. Das System basiert auf
einer hochauflosenden Smart-
Kamera, welche ein Bild vom
Wafer aufnimmt. Um die gefor-
derte Genauigkeit in der Fehler-
erkennung zu erreichen, wird
ein 5-MPixel-Sensor verwen-
det. Selbstverstindlich stehen
auch hohere Auflosungen zur
Verfiigung.

Das komplette System besteht
aus einer schwarzen Alumini-
umstruktur. Eine hochleistungs-
fahige LED-Beleuchtung erhellt
den Wafer von der Unterseite.
Abhéngig von der Grofle des

Photovoltaik esssssssssssssssssssssE———

zu inspizierenden Wafers vari-
iert auch der Durchmesser der
Aussparung fiir die Beleuch-
tung. Die Kommunikation zur
Priifeinheit kann entweder via
Ethernet oder RS-232 erfolgen
und optional auch via USB.

Die Bildverarbeitung erfolgt
komplett in der Kamera durch
die ARM Cortex A8 CPU mit
1 GHz und dem zusétzlichen
800-MHz-DSP. Das Bild des
Wafers wird aufgenommen und
sofort in der Kamera ausgewer-
tet. Die Ergebnisdaten und Bil-
der werden zur SPS ibertragen.
Zusatzlich gibt es die Moglich-
keit, ein Display direkt an der
Kamera anzuschlieflen, um die
Ergebnisse an einem Monitor zu
sehen. Zur Durchfithrung des
Auswerteprozesses sind Ether-
net-, RS-232- und Power-1/0O-
Anschliisse vorhanden.

Das System beruht auf einem
5-MPixel-CMOS-Sensor oder

aber einem CCD Sensor im sel-

ben Gehduse. Mit einem CCD-
Sensor sind weitere Optionen
verfligbar, welche interessant
sind, um andere Fehler als hier
beschrieben zu erkennen.

Das GWI System ist basie-
rend auf einem Windows-PC
programmiert. Nach der Pro-
grammierung wird das System
vom PC getrennt, die Kommu-
nikation zum System erfolgt
anhand eines Kommunikati-
onsprotokolls.

Das dazugehorige GWIP
wurde fiir die Analyse von Glas-
wafern entwickelt, um Fehler
an deren Oberfldche zu erken-
nen. Das Programm kann darii-
ber hinaus einfach fiir diverse
Defekte angepasst werden,
solange man sie im Bild erkennt.

Das GWI System beinhal-
tet die Smart-Kamera und die
Software EyeVision sowie die
dazugehorigen Kabel, um das

System mit dem Hauptrahmen
oder der SPS zu verbinden. Dazu
kommen einige Programme, um
die Ergebnisse der Auswertung
an einem Windows System zu
visualisieren. Zusatzlich gibt es
die Moglichkeit, das GWI direkt
an einen VGA Monitor anzu-
schlieflen zwecks Anzeige des
aktuellen Status” und der Aus-
werteergebnisse.

Die Software beruht auf der
EyeVision 2.6 R036 LTS (Long
Term Support) Version. Diese
wird ersetzt durch die neue Eye-
Vision 3.0 Version, welche auch
asiatische Sprachen unterstiitzt,
und anderen neuen Funktionen.
Mit der nichsten Softwarege-
neration wird das Einlernen
von Priifprogrammen auch mit
Linux-Systemen moglich.

» EVT Eye Vision Technology
www.evt-web.com

Solar-Eye detektiert Fehler an Wafern

Industrielle Bildverarbeitungstechnik
tut bei der Herstellung von Solarwafern,
-zellen und -modulen ihren Dienst, denn
fiir eine kostengiinstige Produktion gilt es,
fehlerhafte Produkte so frith wie moglich
zu erkennen. Das Solar-Plugin Solar-Eye
von EVT erkennt frithzeitig hdufig auftre-
tende Fertigungsfehler, wie Risse oder Kan-
tenausbriiche, an den Wafern. Das Priif-
system 10st wesentliche Inspektionsauf-
gaben: Es erkennt Ecken- und Randaus-
briiche, priift auf korrekte Abmessungen,
sowie auf Dicke- und Oberflichengenau-
igkeit. Zudem koénnen die Position auf
den Bindchen sowie die Drehlage der
Zelle fiir das richtige Verloten von Zel-
len bestimmt werden. Das Solar-Plugin
wurde um ein Solarmodul fiir die Laser-

Scribing-Inspektion mit speziell ange-
passten Lesefunktionen erweitert. Das

Lesen von DMC, OCR/OCV und Bar-
codes ist somit auch auf Silizium- und
Solarzellen moglich. Hochaufl6senden
Kameras erkennen jegliche Fehler genau.
Die defekten Wafer konnen dann aus der
Produktion ausgeschleust werden, was
die Bruchrate in der Produktion deut-
lich reduziert und somit die direkte Aus-
beute erhoht. Die von der Auswertesoft-
ware des Inspektionssystems wahrend
der laufenden Produktion gesammelten
Informationen tiber die Fehlermerkmale
der Solarwafer erlauben obendrein eine
kontinuierliche Verbesserung des Pro-
duktionsprozesses.

» EVT Eye Vision Technology
www.evt-web.com
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exrsssssssssssssmmmm» Mechanische Komponenten eassssssssssssss—————

Hochtemperatur-Testsockel
fur diskrete Halbleiter

l'.l'rf.

e E :
£ &  sike . -
= ko i
Speziell fiir Anwendungen mit hohen denspezifisch an die Applikation anpassen.  ins“ sorgen zusatzlich fiir leichtes Einfithren
Stromen und Temperaturen erweitert Sul- Die Werkzeuge sind modular aufgebaut, der Bauelemente und eine kurze Wechsel-

lins (Vertrieb: Infratron) sein Programm  sodass eventuell erforderliche Anderungen  zeit. Auf der Basis jahrzehntelanger Erfah-
an Test- und Burn-in-Sockeln fiir Dioden, schnell und kostengiinstig moglich sind. ~ rung mit anspruchsvollen Edge Card Ver-

Transistoren, MOSFETS etc. . . bindern kénnen auch ausgefallene Anfor-
) Optimiertes offenes Design derungen problemlos erfiillt werden. Wei-
Kundenspezifische Anpassung Der maximal mogliche Temperaturbe- tere Designs sind stindig in Entwicklung.

Neben axialen Bauelementen konnen reich betragt -65 bis +250 °C, die maximale
alle gangigen TO-Gehause sicher und wirt- ~ Stromstérke liegt bei 3 A. Durch ein opti- » Infratron GmbH
schaftlich getestet werden. Die Sockel las- miertes offenes Design ist eine optimale info@infratron.de
sen sich auch bei geringen Stiickzahlen kun- Warmeabfuhr méglich. Extraweite ,Lead- ~ www.infratron.de

OS al innovative Losungen fiir die Elektronikfertigung

automation systems

Osai Automation Systems wurde 1991 mit dem Ziel, Sonder- Osai Automation Systems GmbH
maschinen fiir die Montage und Priifung von Komponenten zu griinden. Mit dieser Maf3-
fiir die Automobil-, Elektro- und Elektromechanische Indus- nahme wurde die Prasenz auf
trie zu fertigen, gegriindet. dem deutschen Markt verstarkt.

Heute ist das Unternehmen mit seinen drei Geschaftsfeldern Die neo-Plattform wurde
Sondermaschinen, Standard-Maschinen fiir die Elektronikfer- entwickelt, um fiir die Elektro-
tigung und Standard- und Sondermaschinen fiir die Laserbe- nik- und Halbleiterindustrie
arbeitung einer der Marktfiihrer in Italien. ein breites Spektrum von Ferti-

Insbesondere die Erfolge der Produktfamilie neoseries, die  gungsequipment zur Verfiigung
der Elektronik-  zu stellen. Insbesondere fiir die
und Halbleiter- Prozesse, die heute hdufig manu-
industrie ein ell ausgefithrt werden oder auf
breites Spek- komplexen Produktionslinien
trum an inno- nur unrentabel zu realisieren ’
vativen Auto- sind. Es werden Standardls- Bild 2: Laservereinzelner
matisierungs- sungen fiir die Prozesse Laser- €0 at UV
lésungen bie- Dbeschriften, Bestiicken (insbesondere PTH/THT und Odd-
tet, hat Osai Shape-Components), selektives Laserloten, Leiterplattenver-
Automation einzeln, Trimmen, Testhandler, Bauteilzufiihrung und Leiter-
Systems zum plattenhandling angeboten. Osai Automation Systems bietet
Anlass genom- technisch und wirtschaftlich interessante kundenspezifische
men, Ende Losungen basierend auf Standardsystemen.

2009 die deut-
sche Tochter- Besuchen Sie uns auf der productronica
Bild 1: Bestiicker neo place modula gesellschaft vom 12. - 15.11.2013 in Miinchen, Stand A3-458.

Osai Automation Systems GmbH - Elsenheimerstr. 59 - 80687 Miinchen - info @osai-as.de - www.osai-as.de * Tel.: 089/ 578680-11 « Fax: -12
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exsssssssssssmmmm» Verpacken/Kennzeichnen/ldentifizieren casssssssssssssss—s

Neues Drucksystem macht Kennzeichnen einfach

Das neue System PrintoLUX-Basic-go vereinfacht durch seine robuste Bauweise den Transport um ein Weiteres
und steigert damit die Mobilitdit fiir den industriellen Kennzeichnungsdruck.

S

Zwei unterschiedliche
Situationen, zwei unterschied-
liche Probleme, eine zunehmend
genutzte Losung:

Situation 1: Ein deutscher
Anlagenbauer errichtet in
Russland die Fertigungsstatte
fir eine neues Skoda-Modell und
kann erst kurz vor Projektab-
nahme im Detail festlegen, wie
viele Kennzeichnungsschilder
mit welchen Inhalten zur
Anlagenkennzeichnung benétigt
werden. Das Problem: Eine
schnelle und kostengiinstige
Lieferung der benétigten Kenn-
zeichnungen ist fast unmoglich.
Die Losung: Der Anlagenbauer
verfiigt bei der Montage vor Ort
tber ein eigenes, einfach zu
handhabendes Herstellungs-
system fiir Kennzeichnungen
und hat sein Problem damit
schnell gelost.

Situation 2: Ein deutscher
Maschinenbauer liefert nach
China. Die zu den gelieferten

48

Maschinen geho6renden
Kennzeichnungsschilder, oft
kleinformatige Betriebsmit-
telkennzeichnungen, sind in
englischer und chinesischer
Sprache zu bedrucken. Das
Problem: Der ansonsten fiir
die Herstellung von Kennzeich-
nungen beauftragte Gravurbe-
trieb kann den Auftrag nicht
ausfithren. Die Gravur bringt
die chinesischen Schriftzei-
chen nicht auf das geforderte
Kleinformat. Die Losung:
Der Maschinenbauer hat mit
PrintoLUX ein Herstellungs-
verfahren zur Hand, das via
Digitaldruck die beschriebenen
Forderungen miihelos erfiillt.

Alle Komponenten inklusive

Dass die technische Ent-
wicklung auch in der Kennzeich-
nungsbranche voranschreitet,
zeigen junge Verfahren wie
PrintoLUX. Um zu den
gewiinschten Ergebnissen zu

kommen, bedarf es heute nicht
mehr des groflen Aufwandes,
der bei konventionellen
Verfahren unumginglich ist.
Mit PrintoLUX erhdlt man
alle Komponenten, die zur
Herstellung industrietauglicher
Kennzeichnungen nétig sind:
Digitaldrucksystem, Additiv zur
Vorbehandlung des Schildmate-
rials, Drucktinte, Warmeeinheit
zur Aushirtung des Drucks
sowie Software zur Steuerung
des Druckvorgangs. Dabei
stehen Metalle, Kunststoffe und
Folien auch in Form vorkon-
tektionierter Nutzenbogen zur
Verfiigung. Eine Einweisung, die
online {iber WebCam erfolgt,
schult Anwender binnen weniger
Stunden.

Zeitgewinn iiber 200%

Ist das System eingerich-
tet, dauert die Herstellung
von Kennzeichnungen nur
noch wenige Minuten: Das

gewiinschte Material wird in
die Druckerschablone eingelegt
und mit einer Vorbehandlungs-
flisssigkeit zur Sicherstellung der
Druckqualititen versehen. Dann
erfolgt der Druck. Wahrend die
gedruckten Kennzeichnungen
in der Warmeeinheit aushérten,
kann schon der nichste
Druckvorgang vorbereitet und
durchgefiihrt werden. Erzielbare
Zeitgewinne gegeniiber konven-
tionellen Druckverfahren liegen
bei mehr als 200%.

Das System PrintoLUX-Basic-go

Mit diesem neuen System
werden vor allem diejenigen
Unternehmen angesprochen,
die bei Montagen und/oder im
internationalen Anlagenbau
einen relevanten Einsatz von
Industriekennzeichnungen
aufweisen.

Uberall dort, wo sich der
Bedarf an Kennzeichnungen
nicht lange im Voraus planen
lasst, sondern ad hoc zeigt
und ohne Verzug entspre-
chende Umsetzungen erfordert,
soll die mobile Einheit von
PrintoLUX ein schnelles Agieren
ermdglichen.

Das neue System ist als mobile
Einheit nach dem Prinzip ,,Keep
it simple“ konzipiert. Bauteile
und damit die potenzielle Stor-
anfilligkeit wurden reduziert. Es
gibt zwei Modelle: Knapp 4.000 €
netto kostet das Basic-go-0.5. Es
eignet sich fiir die oft eingesetzte
Materialstirke von 0,5 mm
und ist ohne Preisunterschied
mit Schwarz-Druck oder in
der Version ,,Color erhiltlich.
Auch das noétige Zubehor
sowie eine Online-Einweisung
sind im Preis enthalten. Etwas
weniger als 5.000 € netto kostet
das Modell Basic-go-1.5 fiir
Schildmaterialien bis 1,5 mm
Stirke; ebenfalls inkl. Zubehor
und Online-Einweisung.

» Printolux
www.printolux.com
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Bewahrte Lasersysteme

Die Modelle der MAG-Serie
von OR Laser sind bewdhrte
Lasersysteme, wenn es um Mar-
kier- und Gravieraufgaben geht.
Wie individuell und exakt man
die MAG-Lasersysteme an vor-
gegebene Muster, Zeichnungen
und Zeiten anpassen kann, zei-
gen viele Beispiele von Kunden,
beispielsweise aus dem Elektro-
nikumfeld.

In der Serienproduktion
von Kunststoffteilen haben
sich Lasersysteme schon lange
bewahrt. Die Griinde fiir das
Markieren und Gravieren mit
dem Laser: kurze Taktzeiten,
keine Trockenzeiten und hohe
Flexibilitat bei Form und Inhalt
der Markierung. Die MAG-Serie
besticht dabei unter anderem
durch den wartungsfreien luft-
gekiihlten Faserlaser.

Die konkrete Anforderung
des Kunden aus dem Elektro-
nikumfeld sah eine Steckerbe-
schriftung auf grauem glasfa-
serverstairktem PA-Kunststoff
als Werkstoff mit einer Taktzeit
von 1 bis 2 s vor. Dafiir wurden
die zu druckenden Texte und
Grafiken in die Beschriftungs-
software geladen. In wenigen

Optimierungsschritten mit ver-
schiedenen Schriftarten- und
Groflen wurde die Vorgabe der
Taktzeit deutlich unterschritten
und damit die Aufgabenstellung
mehr als erfiillt. Mit der Umstel-
lung vom bisherigen Drucksy-
stem auf den MAG-Laser geho-
ren beim Kunden ab jetzt ein
hoher Wartungsaufwand und
dadurch auch entsprechende
Ausfall- und Stillstandszeiten
sowie laufende Kosten fiir Far-
ben der Vergangenheit an.

» OR Lasertechnologie GmbH
info@or-laser.com
www.or-laser.com
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Links ein Screenshot der Software fiir dhnliche
Stecker, rechts ein beschrifteter Musterstecker.

Neuer Laserbeschrifter fiir hochauflosende und flexible Anwendungen

neo mark twin
532nm

Auf Basis der neo mark twin bietet die
Osai Automation Systems eine weitere
Variante fiir die Laserbeschriftung an:
den neo mark twin 532nm. Dieser ver-
fiigt iiber eine sogenannte ,,Griine” Laser-
quelle. Diese ist hervorragend fiir hoch-
auflosende und variable Beschriftungen
geeignet.

Beschriftung Lotstopplack/Metallisierung

Der Laserspotdurchmesser betragt 50um
und bietet somit die Moglichkeit, entspre-
chend hochauflésende und feinstruktu-
rierte Beschriftungen durchzufiithren.

Eine weitere Besonderheit der ,Grii-
nen“ Laserquelle (Wellenldnge 532nm)
ist, dass sie von verschiedensten Materi-
alien absorbiert wird und somit sehr flexi-
bel eingesetzt werden kann. Musste man
sich in der Vergangenheit schon beim
Kauf eines Laserbeschriften entscheiden,
welche Art und Weise der Beschriftung
man durchfithren und welche Materialen

Beschriftungsbeispiel
Létstopplack/Metallisierung

man beschriften mochte, so bietet die-
ser Laser eine wesentlich grofiere Flexi-
bilitat. Er vereint die Eigenschaften von
CO,-Laser (z.B. Farbumschlag im Lot-
stopplack) und Nd:YAG-Laser (z.B. Ent-
fernen des Lotstopplacks).

Osai AS bietet der Elektronikfertigung
Losungen fir Laserbeschriften, Bestii-
cken, selektives Laserloten, Leiterplatten-
vereinzeln, Trimmen, Testhandler, Bau-
teilzufithrung und Leiterplattenhandling.

» Osai Automation Systems GmbH
www.osai-as.de




EasyMark goes CAD

Spannende Neuigkeiten fiir alle aktuellen und zukiinftigen EasyMark-Benutzer: Rofin bietet fiir das
kompakte Desktop-Lasermarkiersystem ab sofort eine vollwertige CAD-Extension an.

EasyMark kompakter Lasermarkierer mit vollwertiger CAD-Extension

Softwarelosungen fiir das Laserbeschriften
sind in der Regel dafiir konzipiert, ange-
lieferte Layouts mit den nétigen Laserpa-
rametern zu versehen, auf dem Markier-
feld zu positionieren und den Markier-
prozess zu steuern. Fiir grofere Ande-
rungen an den zugrunde liegenden CAD-
Daten eignen sie sich dagegen kaum. Eine
Einschrankung, mit der jeder Anwender
schnell Bekanntschaft macht, wenn er feh-
lerhafte Beschriftungsdaten — etwa mit irr-
tiimlich nicht geschlossenen Linienziigen -
erhalt. Oft fithrt deshalb an der Nachbear-
beitung mit einer externen CAD-Software
kein Weg vorbei.

Integrierte CAD Suite

Damit ist nun Schluss. Fiir Rofins kom-
paktes Lasermarkiersystem EasyMark ist
die Visual Laser Marker (VLM) Software
ab der Version 5 nun auch optional mit der
vollwertigen CAD Suite erhaltlich. Ande-
ren Losungen zeigt sich die VLM-CAD-

Extension in vielerlei Hinsicht iiberlegen,
eine ganze Reihe besonderer Features er-
moglicht wesentlich effizientere und kom-
fortablere Arbeitsablaufe.

Eine Einheit

Die CAD-Extension verarbeitet die
CAD-Objekte mitsamt der bereits zuge-
ordneten Laserparametersitze. Dies gilt
nicht nur fiir Modifikationen an vorhan-
denen Objekten, sondern auch fiir das Anle-
gen neuer Objekte. Diese iibernehmen auf
intelligente Weise die Datensétze angren-
zender Linienziige. Damit entfallt das wie-
derholte oder nachtrigliche Parametrisie-
ren der Beschriftungsdaten nach Layout-
anderungen nahezu vollstindig.

Spezielle CAD-Objekte
Kreise mit mehr als 360° Mittelpunkts-

winkel fiir iberlappende Konturen, Recht-
ecke mit definierten Eckradien, um die

Lasertechnik cossssssssssSeEEEEE——————

Bahngeschwindigkeiten gleichmaflig zu
halten — Rofins CAD-Extension verfiigt
tiber speziell auf die Laserbearbeitung abge-
stimmte Objekte. Dies erleichtert insbeson-
dere die Neuerstellung von Markierlayouts.
Denn auch fiir das Design komplett neuer
Beschriftungslayouts bietet die VLM-Erwei-
terung den kompletten Funktionsvorrat.

Die Bedienung klassischer CAD-Systeme
verursacht mitunter einiges Kopfzerbre-
chen. Zu eigenwillig ist oft die Bedienphi-
losophie, zu kompliziert die Orientierung
im Raum und die Selektion und Modifika-
tion von Objekten. Mit Rofins CAD-Exten-
sion ist dagegen jeder VLM-User nach kiir-
zester Zeit vertraut. Ubersichtliche Funkti-
onsauswahl und intelligente, kontextbezo-
gene Unterstiitzung. Auflerdem erleichtern
funktions- und cursorbezogene Konstruk-
tionshilfen das Positionieren und Modifi-
zieren von Objekten erheblich.

Flexible Laser-CAD-Losung

Diese Laser-CAD-Losung liegt deutlich
unter den Linzenzkosten industrieller CAD-
Systeme. Rofin bietet damit eine vollwer-
tige laseroptimierte und benutzerfreund-
liche CAD-Losung fiir das Lasermarkie-
ren. Das Lizenzmodell erlaubt es zudem,
diese beispielsweise nur auf dem Rechner
zu betreiben, auf dem bislang das externe
CAD-System lief. Auf dem Steuerungs-
rechner des Markiersystems verbleibt dann
VLM 5 in der Grundversion, das mit dem
externen CAD-Arbeitsplatz reibungslos
kommuniziert. VLM 5 mit CAD-Extension
ist damit nicht nur die Losung fiir das kom-
fortable Modifizieren gelieferter Beschrif-
tungsdaten, sondern auch ein vollwertiger
Ersatz fiir externe CAD-Systeme beim Ent-
wurf neuer Markierlayouts.

» Rofin-Baasel Lasertech
www.rofin.de

Tiefengravur
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High End-Lasercutter fiir Kunststofffolien
und Bedienelemente

Wenn es um Flexibilitat und Prazision
geht, dann ist der Laser schon seit Jahren
das beliebteste Werkzeug fiir den Zuschnitt
von Folien und folienbasierten Bedienele-
menten. Filigrane Details, Kiss-Cut ein-
zelner Layer, parallele Laserbeschriftung
und die automatische Schnittkantenver-
siegelung bei Multilayer-Folien sind nur
einige Argumente, die fiir diese Bearbei-
tungsmethode sprechen.

Sowohl die hohe Materialvielfalt bei
Kunststoftfolien als auch steigende Kun-
denanforderungen veranlassen den Markt,
nach flexiblen und effizienten Fertigungs-

methoden zu suchen. Innovative Laser-
technologie gewinnt hierbei kontinuier-
lich an Bedeutung.

Zuschnitt von Folien

Die Firma eurolaser hat speziell fiir den
Zuschnitt von Folien konfigurierte Laser-
systeme entwickelt. Um die Flexibilitat wei-
ter zu erhéhen, lassen sich auf den modu-
laren Systemen auch mechanische Werk-
zeuge des Schweizer Herstellers Ziind nut-
zen. Dadurch wird u.a. die parallele Nut-
zung von Messern ermdglicht, sodass das
Anwendungsspektrum der Maschine erheb-

productronica: 12.-15.11.2013, Halle B2, Stand 105

lich erweitert wird. Laseruntaugliche Werk-
stoffe konnen ohne Werkzeugwechsel auf
der gleichen Maschine bearbeitet werden.

Vorziige der Lasertechnik

Gerade in der industriellen Folienverar-
beitung sind die Vorziige der Lasertechnik
sehr gefragt, sodass Lasersysteme inzwi-
schen héufig in vollautomatische Fertigungs-
straflen integriert werden. Der Automati-
sierungsgrad hat in den vergangenen Jah-
ren besonders stark zugenommen. Gerade
bedruckte Front- oder Funktionsfolien kén-
nen mittels eines interaktiven optischen
Erkennungssystems genauestens erkannt
und automatisch konturiert werden. Das
eigens entwickelte Shuttletisch-System
erhoht die Effizienz nochmals. Ein ein-
facher Wechsel des Bearbeitungstisches er-
moglicht die Be- und Entladung wéhrend
des Schneidprozesses. Der Laser arbeitet
kontinuierlich weiter, wahrend der Bedie-
ner den néchsten Tisch vorbereiten kann.
Durch dieses ausgekliigelte Wechselsystem
wurde die Zeit zwischen diesen Prozessen
auf4 s reduziert. Das bedeutet fiir 95% der
Anwendungen eine Verdoppelung der Pro-
duktion. Die durchdachte Komplettlosung
von eurolaser ermoglicht hochste Flexibili-
tat trotz des hohen Automatisierungsgrades.

Wir stellen aus:
Productronica: Stand B2.424

» eurolaser GmbH
www.eurolaser.com
www.eurolaser.ty
sales@eurolaser.com

Laser & Electronics




10 Jahre ATEcare

ATE care Team zusammen mit Partnern auf der SMT 2013

2003 steckte die Elektronik-
produktion noch recht heftig
in der Krise. Reihenweise wur-
den gutausgebildete Mitarbei-
ter entlassen, um den schnellen
Sturz aufzuhalten. So manches
bekannte Unternehmen aus der
ATE-Branche trennte sich sogar
von ganzen Teilen seines Sup-
port- und Service-Netzwerkes
oder musste aufgeben.

Dies war Anlass, das Unter-
nehmen ATEcare zu griinden,
da allein schon der Service in
aller Regel immer eine selbsttra-
gende Einheit bildet - ja sogar

e -
Prsint Mmook ||‘|-|II o

Die PacTech GmbH als eines
der fithrenden Mikroelektro-
nikunternehmen im Bereich
Wafer Bumping und dazu-

oft gewinnbringend ist. Zudem
bestand die Gefahr, dass eben
gerade die guten Mitarbeiter
mit jahrelangen Erfahrungen
die Branche wechseln wiirden.
Fiir einen gutausgebildeten ICT-
Ingenieur braucht es Jahre, bis
er einen Status erreicht, der zur
Anwendung und Betreuung
dieser Testtechnologie ausrei-
chend ist.

Somit war schon von Beginn
an eine wertvolle Substanz an
Board - Erfahrung und die
notige Anerkennung bei den
ja bereits bekannten Kunden.

Gerade diese forderten immer
wieder, doch etwas gegen den
Service-Abbau zu tun und ver-
sprachen Unterstiitzung und
Anfangsauftrage.

Diesem Motto wurde im Fir-
mennamen wie im Geiste des
Unternehmens treu geblieben —
Service ist auch heute noch ein
wesentlicher Erfolgsfaktor des
Unternehmens. Dies bedankt
sich fir die vielen Start-up-Auf-
trage und Unterstiitzungen aus
dem Kundenkreis.

Bereits ein Jahr nach der
Griindung wurde das Team

Business-Talk o

erweitert. Neben gebrauchtem
wurde neues Testequipment an
den Markt gebracht und ein Ver-
triebsnetz in ganz Europa ent-
stand. Ziel dabei: nicht nur Ein-
zelgerite verkaufen und betreuen,
sondern vielmehr ein kom-
plettes Test- und Inspektionsset
iber die gesamte Produktion zu
bieten. Beratung, Vortrage und
Vorfithrungen zu Testtechno-
logien und deren kombinative
Anwendungsmoglichkeiten wer-
den auch heute geboten.
Rasant haben sich auch
der Markt und die entspre-

Die neue Linie im Demo-Center in Giinding bei Dachau

PacTech GmbH — Geschaftsfithrerwechsel

gehorendem Equipment, mit
mehr als 250 Mitarbeitern
weltweit, freut sich bekannt zu
geben, dass zum 1. September
2013 Herr Heinrich Lideke
zum neuen Geschaftsfithrer
bestellt wurde.

Frau Dr. Zakel, Mitbegriin-
derin der PacTech GmbH, ver-
lie zum Ende August nach
fast 18-jahriger Dienstzeit das
Unternehmen, um sich neuen
Herausforderungen zu stel-
len. Sie wird der Firma auch
weiterhin beratend zur Ver-
fiigung stehen. Herr Liideke
tbernimmt alle Aufgabenbe-
reiche, die bis dahin Dr. Elke
Zakel anvertraut waren. Maf3-

geblicher Grund fiir den Fiih-
rungswechsel war die Uber-
nahme weiterer Gesellschaf-
teranteile durch die Nagase
Holding, die nun nahezu
alleiniger Anteilseigner der
PacTech GmbH ist. Als lang-
jahriger General Manager der
Nagase Europa GmbH beglei-
tete Herr Liideke von Anfang
an den erfolgreichen Weg
der PacTech GmbH. In ver-
antwortlicher Position war
er mafigeblich daran betei-
ligt, dass der Mutterkonzern
NAGASE & CO., Ltd. seit
Februar 2006 als Gesellschaf-
ter am Unternehmen beteiligt
ist. Der studierte Elektrotech-

niker, verheiratet mit zwei Kin-
dern, wird die PacTech GmbH
und deren Niederlassungen in
Malaysia und den USA auch
weiterhin vom Stammsitz im
brandenburgischen Nauen aus
tithren. Eine Verschiebung der
Entwicklungsabteilung und
auch der Produktion ist nicht
geplant. Neben der Diversifi-
zierung und dem Ausbau der
bestehenden Geschiftsfelder,
setzt Herr Liideke in Zukunft
auf eine intensivere Zusam-
menarbeit mit dem japanischen
Mutterkonzern Nagase.

» Pac Tech GmbH
www.pactech.de
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chenden Anforderungen gedn-
dert. Andere oder neue Test-
technologien, wie AOI, SPI und
Rontgen, kamen dazu. Daher
wurde das Portfolio entspre-
chend ergénzt.

Auch das Einbringen der
Gerite in den Prozess als Indi-
kator fur die Qualitat und der
Nachweis dazu gehoren zum
Angebot. Anbindungen an Qua-
litatssysteme, MES- und Tra-
ceability-Produkte verschie-
dener Hersteller wurden konse-
quent umgesetzt. Daher arbei-
tete das Unternehmen z.B. auch
mit dem ZVEI, dem VDI oder

dem Fraunhofer Institut inten-
siv zusammen.

Mittlerweile bedient ATE-
care {iber 400 Kunden in ganz
Europa mit Schwerpunkt im
deutschsprachigen Bereich. Weit
iber 250 Installationen wur-
den getitigt und unzahlige Ser-
viceleistungen im applikativen
Bereich als Testhaus oder im
HW-Sektor (Reparaturen, Kali-
brierungen) erfolgreich ausge-
fithrt. Dabei ist der Kunden-
kreis sehr vielfaltig gefdchert
- vom Grof3konzern iiber eine
Reihe von mittelstindigen Fir-
men bis hin zu kleinsten KMU-

Zellen. Die Produktpalette reicht
von der Zahnbiirste bis zur Ari-
ane-Rakete.

Aufler im Krisenjahr 2009,
wo die Umsitze nur konstant
gehalten werden konnten, ist
das Unternehmen stetig gewach-
sen. Ein wichtiger Meilenstein
war 2012 der Bezug des neuen
Demo-Centers in Giinding bei
Dachau. Eine Service-AufSen-
stelle in Hoxter bei Paderborn
und eine eigenstandige ATE-
care in der Schweiz runden das
Standortspektrum ab.

Ziel bleibt es, die Produkt-
palette recht unabhiangig vom

Hersteller entsprechend der
Bediirfnisse der Anwender in
umfangreicher kombinativer
Zusammenstellung anzubie-
ten und vor allem auch suppor-
ten zu kénnen. Dazu werden
weitere wichtige Testtechnolo-
gien, wie das Inline-3D-Ront-
gen, oder auch weiterfithrenden
neue Technologien im 3D-AOI-
Bereich an den Markt gebracht.
Weitere Partnerschaften kiindi-
gen sich an.

» ATEcare
Service GmbH ¢ Co. KG
www.atecare.net

Deutsche Technoplast gehort zu ,Bayerns Best 50
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Birgit Bauer-Groitl nahm die Auszeichnung aus den Hinden von Wirtschaftsminister Martin

Zeil entgegen.

Die Deutsche Technoplast GmbH in
Worth gehort erstmals zu ,,Bayerns Best
50 Mit dieser Auszeichnung ehrt das Baye-
rische Staatsministerium fiir Wirtschaft,
Infrastruktur, Verkehr und Technologie
jedes Jahr die 50 wachstumsstarksten mit-
telstindischen Unternehmen.

Die geschiftstithrende Gesellschafterin
Birgit Bauer-Groitl nahm den bayerischen
Porzellanlowen bei einer Feierstunde in der
Miinchner Residenz aus den Handen von
Wirtschaftsminister Martin Zeil entgegen.
Unter den Preistragern, die von der Rolfs
Partner AG Wirtschaftspriifungsgesell-
schaft als unabhéngigem Juror nach objek-

electronicfab 4/2013

tiven Kriterien ermittelt werden, sind wei-
tere drei Oberpfalzer Firmen. Bereits zum
12. Mal wiirdigt in diesem Jahr diese Aus-
zeichnung positive Beispiele fiir mittel-
stindisches Unternehmertum und rickt
sie ins Zentrum der offentlichen Wahr-
nehmung. Sie ehrt besonders wachstums-
starke Familienbetriebe, die in den letz-
ten Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und
ihren Umsatz iiberdurchschnittlich steigern
konnten. ,Unternehmer, die neue Chancen
fiir Wachstum und Beschiftigung aufspii-
ren und diese konsequent nutzen, sind das
Herzstiick unserer Wirtschaft. Sie tragen
zum wirtschaftlichen Wohlstand unseres

Landes bei, der die Grundlage fiir den
hohen Lebensstandard in Bayern bildet®,
so das Wirtschaftsministerium zum Hin-
tergrund des Preises.

Die Deutsche Technoplast hat sich in den
vergangenen flinf Jahren in mehrfacher Hin-
sicht entfaltet und ,,Zuwachs“ bekommen.
Neben der Erweiterung der Geschiftslei-
tung mit geschaftsfithrer Helmut Mokrof3
und Prokurist Armin Gruber sorgten die
beiden Geschiftsfithrenden Gesellschafter
des Familienunternehmens, die Geschwi-
ster Birgit Bauer-Groitl und Hans Jiirgen
Bauer, auch in privater Hinsicht fiir Famili-
enzuwachs und Generationen-Kontinuitat.

Basis der steigenden Mitarbeiterzahl und
des nachhaltigen Erfolgs in dem Metall-
und Kunststoff verarbeitenden Betrieb ist
die starke hauseigene Ausbildung.

Seit 2008 ist die Anzahl der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter am Standort Wérth
von 106 auf heute 175 angewachsen. Par-
allel dazu verzeichnete der Betrieb eine
Umsatzsteigerung von 29,6 Millionen Euro
(2008) auf gut 42 Millionen Euro im ver-
gangenen Jahr. Fiir heuer steht ebenfalls
ein Umsatzplus in Aussicht.

Man will nicht zu schnell weiterwachsen
und weiterhin sensibel auf Verdnderungen
auf den belieferten globalen Markten - ins-
besondere Asien - achten. Diese Vor- und
Umsicht ist der Unternehmerin aus Ach-
tung vor der Vergangenheit des Unterneh-
mens Formenbau Wolf & Liegel wichtig,
das den Preis 2004 erhielt. Der Schwaba-
cher Betrieb gehort nun als W&L Deutsche
Technoplast seit vier Jahren zur Unterneh-
mensfamilie und befindet sich auf Stabili-
sationskurs.

» Deutsche Technoplast GmbH
www.deutsche-technoplast.com
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TopJob-Siegel fiir W&L Deutsche Technoplast

-
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Die W&L Deutsche Techno-
plast GmbH gehort zu den besten
Arbeitgebern im deutschen Mit-
telstand. Mit dem TopJob-Sie-
gel 2013 hat das Unternehmen
nun - vier Jahre nach der Insol-
venz von Wolf & Liegel und dem
Neustart als W&L DTP - eine
wichtige Anerkennung fiir seine
Bemiithungen in der Personalar-
beit erhalten. Gleichzeitig enthilt
die Studie aber auch eine Reihe

von Anregungen. Die ersten Pro-
jekte daraus sind bereits auf den
Weg gebracht.

Dankbar und stolz nahm
Betriebsleiter Sascha Richter
die Auszeichnung aus den Hén-
den von Wettbewerbs-Mentor
Wolfgang Clement entgegen.
Die W&L Deutsche Techno-
plast GmbH gehort in diesem
Jahr zum ersten Mal zu den Tri-
gern des Siegels, das seit 2002 im

Rahmen des von compamedia
organisierten Arbeitgeber-Wett-
bewerbs vergeben wird.

Aussagekraftige
Mitarbeiterbefragung

Das Institut fiir Fiihrung und
Personalmanagement der Uni-
versitdt St. Gallen befragte
zuvor ausfiihrlich die Mitarbei-
ter und die Personalleitungen
aller Bewerber. Der Geschifts-

leitung ging es zuallererst um
eine aussagekriftige, weil in der
Mitarbeiterbefragung anonyme
und représentative Standortbe-
stimmung.

Um die Liicke zwischen
Wunsch und Wirklichkeit beim
internen Unternehmertum zu
schliefSen, hat der Betrieb Ziele-
workshops eingefiihrt, in denen
die Mitarbeiter an der Umset-
zung der Firmenziele in ihrem
konkreten Arbeitsumfeld betei-
ligt werden. Mitarbeiter kénnen
dadurch Mit-Unternehmer wer-
den, denn der wichtigste Roh-
stoff bei uns in Deutschland
steckt in den Kopfen und Her-
zen der Menschen, und es wére
die grofite Verschwendung, das
nicht nutzen zu wollen.

Die beste Uberdeckung zwi-
schen den Absichten der Per-
sonalverantwortlichen und der
Wahrnehmung der Belegschaft
zeigt sich bei Mitarbeiter-Ent-
wicklung und Perspektiven. Die
Kommunikation im Unterneh-
men wird als positiv empfun-
den.In zwei Jahren wird sich
W&L DTP erneut dem Wett-
bewerb stellen.

» WerL Deutsche Technoplast
GmbH
www.deutsche-technoplast.
com

Zusammenschluss schafft Klarheit fiir den deutschen Markt
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Treston will seine Position
auf dem deutschen Markt
weiter starken und sich mit

einem durchgingigen Auf-
tritt prasentieren. Aus diesem
Grund verschmelzen die Tre-
ston GmbH und die Sovella
GmbH in Kiirze zur Treston
Deutschland GmbH mit Sitz
in Hamburg. Die beiden Spezi-
alisten in der Herstellung von
Industrie-Arbeitsplatzeinrich-
tungen gehdéren zum finnischen
Konzern Treston Group OY
und waren in Deutschland
bisher durch Tochtergesell-
schaften vertreten. Durch die
Verschmelzung beider Unter-
nehmen geht die Sovella GmbH
in der Treston Deutschland
GmbH auf. Die Marke Sovella

bleibt aufgrund ihres Bekannt-
heitsgrades erhalten.

Mit der Fusion in Deutsch-
land will man auf dem hei-
mischen Markt Klarheit schaf-
fen: Sovella weist kein konkur-
rierendes, sondern ein ergan-
zendes Produktangebot zu
Treston auf, so Dirk Josson.
Treston agiert deutschland-
weit an den Standorten Ham-
burg, Raunheim und Kirchlen-
gern. Durch die Fusion entste-
hen Synergieeffekte, die ein
gemeinsames Wachsen der
Marken Treston und Sovella
ermoglichen. Sovella richtet
den Fokus auf die halbautoma-

tische Verkettung von Arbeits-
platzen sowie den traditio-
nellen Betrieb in Reparatur-
und Werkstattbetrieben. Tre-
ston orientiert sich eher an den
Bediirfnissen der Montagein-
dustrie sowie an Arbeitsplét-
zen in Forschung und Entwick-
lung. Kunden kénnen neben
den Arbeitsumgebungen aus
standardisierten, feststehen-
den Komponenten auch frei
konfigurierbare Module aus
Aluminiumprofilen wihlen.

» Treston Deutschland
GmbH
www.treston.de
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| Bauteilvorbereitung

Biegen und Schneiden leicht gemacht!

CF-360LX

Universelle Bauteilschneidemaschine - EmEan
fur lose racdicale Bauteile o 7
Schneiden und 90° biegen [
Drahtstérke min. 0,5 mm - max. 2 mm : ' —

Drahtstarke min. 0,4 mm max. 2,0 mm

TP-80 FS

Drahtstarke min. 0,35 mm max. 1,2 mm
Schneiden, vertikal biegen und sicken

TP-80

Skala fir (C)

Drahtstarke min. 0,35 mm max. 1,5 mm
Schneiden und horizontal biegen

: TP-79

(H) wird von (C) gesteuert  Einstellung Einstellung fiir die ,,Gesamt
(C+H = Gesamtlange) der Biegeposition (C) Beinchenlénge” (C+H) ;
min max
A 2 30
Technische Daten / specifications: b —
Anschluss: 230V 50 Hz (115 Volt optional) B 3mm 20 mm
Abmessungen: 520 x 500 X 470 mm
Gewicht: 38 kg c 3 mm 10 mm Drahtstérke min. 0,3 mm max. 1,3 mm
Leistung: max. 9 000 comp./h H 4mm 15 mm Nur schneiden
| D 0,5 mm

Weitere Informationen erhailten Sie in unserem Katalog!

Telefon: +49 -7262-1064-0
m o Fax:  +49 -7262-1063
L] E-mail: info@bjz.de

Berwanger Str. 29 « D-75031 Eppingen/Richen ~ Web:  www.bjz.de




Solder Ball Attach & Rework

Maschinenbau & Dienstleistungen in Europa, USA, Asien

SB?-Jet SB*-M

Wafer Level, Single Chip, BGA, PCB, Solder Rework & Reballing
MEMS, Kameramodule, HDD (HGA, CSP, BGA und cLCC

HSA, Hook-Up, Spindelmotor)

* Lotkugeln: 40pm - 760pm * Lotkugeln: 150pm - 760pm

* Flussmittelfrei * Solder Ball Rework: selektiv oder

* Betriebsmodi: Manuell, vollflachig

Semiautomatik & Automatik .+ Betriebsmodi: Manuell &

Semiautomatik

= Pl

Besuchen Sie uns auf der Productronica
am Stand B2/275

ﬂ%? productronica 201z

PacTech

member of nagase group
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= ,f,s@ @y,
E PacTech GmbH, Am Schlangenhorst 15-17,14641 Nauen Do
= Email: sales@pactech.de Web: www.pactech.de ,55%91"6‘;‘49



